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Nota

Antes de usar estas informacdes e o produto suportado por elas, leia e compreenda as informacdes e

instrucoes de segurancga, que estédo disponiveis em:
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html

Além disso, certifique-se de estar familiarizado com os termos e condi¢gbes da garantia Lenovo para o seu

servidor, que estao disponiveis em:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
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Seguranca

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.

RISAAE S

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
Bygvafayfragwiis] §x P g aas

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan énce glvenlik bilgilerini okuyun.

cdliie O )i 8 el jiiass 0k it Y enis [ iSTee

Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Lista de verificacao de inspecao seguranca

Use as informacgdes desta secdo para identificar condigdes potencialmente inseguras com o servidor.
Durante o projeto e a montagem de cada maquina, itens de seguranca obrigatérios foram instalados para
proteger usuarios e técnicos de servigo contra lesoes.

Nota: O produto ndo é adequado para uso em espacgos de trabalho de exibicéo, de acordo com o §2 dos
Regulamentos de espacgos de trabalho.

Nota: A configuragédo do servidor é feita apenas na sala do servidor.

CUIDADO:

Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionarios treinados, conforme definido
pelos documentos NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, os padrdes para seguranca de equipamentos
eletrénicos nas areas de audio/video, tecnologia da informacao e tecnologia de comunicacées. A
Lenovo assume que voceé esteja qualificado na manutencao de equipamentos e treinado para
reconhecer niveis de energia perigosos em produtos. O acesso ao equipamento é realizado com o
uso de uma ferramenta, trava e chave ou outros meios de seguranca, sendo controlado pela
autoridade responsavel pelo local.

Importante: O aterramento elétrico do servidor é necessario para a seguranca do operador € 0
funcionamento correto do sistema. O aterramento adequado da tomada elétrica pode ser verificado por um
eletricista certificado.

Use a lista de verificagédo a seguir para verificar se ndo ha nenhuma condigéo potencialmente insegura:

1. Se sua condicao de trabalho exigir que o servidor seja desligado ou vocé pretenda desligar, verifique se
o cabo de alimentagao esta desconectado.

S002

7
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CUIDADO:

O botao de controle de energia no dispositivo e o botao liga/desliga na fonte de alimentacao nao
desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um
cabo de alimentacao. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que
todos os cabos de energia estao desconectados da fonte de alimentacao.

Nota: Em determinadas circunstancias, desligar o servidor ndo € um pré-requisito. Consulte as
precaucdes antes de realizar quaisquer tarefas.
2. Verifique o cabo de alimentacgao.

¢ Certifique-se de que o conector de aterramento de terceiro esteja em boas condigdes. Use um
medidor para medir a continuidade de aterramento com fio neutro de 0,1 ohm ou menos entre o pino
terra externo e o aterramento do quadro.

e (Certifique-se de que o isolamento ndo esteja gasto.

3. Verifique quaisquer alteragdes 6bvias ndo Lenovo. Use 0 bom senso quanto a seguranga de quaisquer
alteracdes que ndo sejam da Lenovo.

4. Verifique se existem condigdes dbvias de falta de seguranga dentro do servidor, como danos por
limalhas de metal, contaminagéo, agua ou outro liquido ou sinais de fogo ou fumaca.

5. Verifique a existéncia cabos gastos ou comprimidos.

6. Certifique-se de que os prendedores da tampa da fonte de alimentacéo (parafusos ou rebites) nao
tenham sido removidos ou adulterados.

© Copyright Lenovo 2024 v
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Capitulo 1. Introducao

O servidor HS350X V3 (7DE3) é um servidor em rack 2U de varios nucleos e alto desempenho projetado para
oferecer suporte a diversos tipos de cargas de trabalho de Tl (tecnologia da informacao) com alta agilidade.
Ele carrega as unidades de processamento e memodria mais avangadas. Este servidor é perfeitamente
adequado a ambientes de Tl que requerem um desempenho superior do processador, capacidade de
gerenciamento flexivel e eficiéncia térmica.

Figura 1. ThinkSystem HS350X V3

Consultoria de seguranca

A Lenovo tem o compromisso de desenvolver produtos e servigos que atendam aos mais altos padrdes de
seguranga para proteger nossos clientes e seus dados. Quando possiveis vulnerabilidades sao relatadas, €
responsabilidade da Equipe de Resposta a Incidentes de Seguranga de Produtos Lenovo (PSIRT) investigar
e fornecer informagdes a nossos clientes para que eles possam colocar em pratica planos de mitigagéo
enquanto trabalhamos para fornecer solugdes.

Especificacoes

Resumo dos recursos e das especificacdes do servidor. Dependendo do modelo, alguns recursos podem
nao estar disponiveis ou algumas especificagdes podem nao se aplicar.

Consulte a tabela abaixo para ver as categorias de especificacdes e o conteudo de cada categoria.

Categoria de Especificagbes técnicas Especificacbes mecanicas Especificagbes ambientais
especificacao

Indice e Processador e Dimenséo e Emissdes de ruido actistico
e Memoria ® Peso e Ambiental

e Unidades internas
e Slots de expanséao

e Funcgdes integradas e
conectores de E/S

e Rede
e Botao traseiro
e Adaptador RAID

e Adaptador de barramento
de host

e Ventilador do sistema

e Entrada Elétrica

e Sistemas operacionais

© Copyright Lenovo 2024 1



Especificacoes técnicas

Resumo das especificagdes técnicas do servidor. Dependendo do modelo, alguns recursos podem nao
estar disponiveis ou algumas especificacdes podem nao se aplicar.

"Processador" na pagina 2

"Memodria" na pagina 2

"Unidades internas" na pagina 3

"Slots de expansao" na pagina 3

"Funcdes integradas e conectores de E/S" na pagina 3
"Rede" na pagina 3

"Botdes traseiros" na pagina 3

"Adaptador RAID" na pagina 3

"Adaptador de barramento de host" na pagina 4
"Ventilador do sistema" na pagina 4

"Entrada Elétrica" na pagina 4

"Sistemas operacionais" na pagina 4

Processador

Processador

Suporta processadores Intel Xeon de varios nucleos, com controlador de memdria integrado.

e Um processador escalavel Intel Xeon de quarta ou quinta geragdo com o novo soquete LGA 4677-X

e Até 60 nucleos por soquete para processadores de 42 geragao e 64 nucleos por soquete para processadores de 52
geragao
Nota: A contagem real de nucleos do processador depende dos modelos entregues.

e Thermal Design Power (TDP): até 350 watts para processadores de 42 e 52 geragbes

Memoria

Memoria

Consulte "Regras e ordem de instalacdo de modulos de memdria" na pagina 37 para obter informacdes detalhadas
sobre a configuragdo da memoria.

e Slots: 16 conectores dual inline memory module (DIMM) que dao suporte a até:
- 16 DIMMs DDR5
¢ Tipo de mdédulo de memoria:
- TruDDRS5 4.800 MHz RDIMM: 32 GB (2Rx8), 64 GB (2Rx4)
Velocidade: A velocidade operacional depende do modelo de processador e das configuragdes do BIOS.
— 4.800 MT/s para 1 DIMM por canal
— 4.400 MT/s para 2 DIMMs por canal

¢ Memoéria minima: 32 GB
e Memodria maxima: 1 TB: 16 RDIMMs de 64 GB
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Unidades internas

Unidades internas

Frontal:
e 24 unidades SAS/SATA hot-swap de 3,5 polegadas

Traseira:

e Até duas unidades NVMe hot-swap de 2,5 polegadas

Slots de expansao

Slots de expansao

Dependendo do modelo, o servidor oferece suporte a até trés slots PCle na parte traseira.

e Placariser 1:
— PCle x8, Gen 4, altura integral, meio comprimento
— PCle x16, Gen 4, altura integral, meio comprimento
e Placariser 2:

— PCle x16, Gen 4, meia altura, meio comprimento

Funcoes integradas e conectores de E/S

Funcdes integradas e conectores de E/S

¢ Um grupo de dois conectores Ethernet no médulo OCP
e Até trés portas USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps):
— Duas na parte traseira do servidor
— Uma na parte frontal do servidor
e Um conector VGA na parte traseira
e Um cabegalho COM interno

¢ Um conector RJ-45 na parte traseira

Rede

Rede

e Moddulo OCP

Botoes traseiros (no DC-SCM)

Botoes traseiros (ho DC-SCM)

e Um botdo de controle de energia com um LED de ativagéo
¢ Um botao localizador do sistema com um LED localizador de sistema

Adaptador RAID

Adaptador RAID

Suporte ao seguinte adaptador RAID:
¢ ThinkSystem Broadcom 9670-24i 05-50123-00 Tri RAID

Capitulo 1. Introdugéo
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Adaptador de barramento de host

Adaptador de barramento de host

Suporte ao seguinte HBA:
e HBA ThinkSystem Broadcom 9600-24i SATA/SAS

Ventilador do sistema

Ventilador do sistema

¢ Tipo de ventilador compativel:
— Ventilador de desempenho 6038 (23.500 RPM)
¢ Redundancia do ventilador: redundancia N+1, um ventilador redundante
- Seis ventiladores do sistema de rotor Unico hot-swap (um ventilador redundante)
Nota:
O resfriamento redundante pelos ventiladores no servidor permite operagéo continua se um ventilador falhar.

Se houver um moédulo OCP instalado, quando o sistema for desligado, mas ainda estiver conectado a energia CA, os
ventiladores 1 e 2 do sistema continuardo a girar a uma velocidade muito menor. Este é o design do sistema para
fornecer resfriamento adequado para o médulo OCP.

Entrada Elétrica

Entrada Elétrica

Duas unidades de fonte de alimentagao hot-swap para suporte de redundancia:

Tabela 1. Entrada elétrica para unidades de fonte de alimentagcéao

Fonte de alimentacao 200-240V ca
1.300 watts 80 PLUS Platinum v
80 PLUS Titanium de 1.300 watts v
1.600 watts 80 PLUS Platinum v

Atencao: As unidades de fonte de alimentagéo s@o compativeis apenas dentro das faixas de tenséo de entrada
listadas acima.

Sistemas operacionais

Sistemas operacionais

Sistemas operacionais suportados:
e Suporte:
— Ubuntu 22.04.3 GA (kernel 5.15)
- RHEL9.2
e Suporte com limitagdes:
- Rocky Linux 8.8
— Rocky Linux 9.2

Especificacoes mecanicas

Resumo das especificagdes mecanicas do servidor. Dependendo do modelo, alguns recursos podem néo
estar disponiveis ou algumas especificagdes podem nao se aplicar.
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Dimensao
Servidor 2U
e Altura: 86,80 mm (3,42 polegadas)
e largura:
— Com travas do rack: 481,00 mm (18,94 pol.)
— Sem travas do rack: 447,00 mm (17,60 pol.)
¢ Profundidade:
— Com travas do rack: 855,60 mm (33,69 pol.)
— Sem travas do rack: 812,00 mm (31,97 pol.)

Peso

e Com embalagem: até 47,83 kg (105,44 Ib)
¢ Sem embalagem: até 40,00 kg (88,18 Ib)

Especificacoes ambientais

Resumo das especificagdes ambientais do servidor. Dependendo do modelo, alguns recursos podem nao
estar disponiveis ou algumas especificacdes podem nao se aplicar.

¢ "Emissoes de ruido acustico" na pagina 6
e "Gerenciamento de temperatura ambiente" na pagina 7
¢ "Ambiente" na pagina 8
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Emissoes de ruido acustico

Emissoes de ruido acustico

O servidor tem a seguinte declaracio de emissdes de ruido acustico:

Tabela 2. Declaragdo de emissées de ruido acustico

Um processador de 350 W

Dezesseis RDIMMs de 64 GB

24 unidades de disco rigido SATA

Duas unidades de fonte de alimentacdo de 1.600 watts
Um HBA Broadcom 9600-24i SATA/SAS

Dois adaptadores PCle Mellanox ConnectX-6 100 Gb

Um médulo OCP Intel E810-CQDA2

Nivel de .
oténcia Nivel de
Configuracao usada gctjstica pressao de
(Lwad) som (LpAm):
Seis ventiladores de desempenho 6038 (operagédo de 100%) 8,60 bels 73,38 dBA

Notas:

¢ Os niveis de som declarados podem mudar dependendo da configuragdo/condigcdes.

¢ Esses niveis de poténcia acustica foram medidos em ambientes acusticamente controlados de acordo com os
procedimentos especificados pelo ISO 7779 e séo relatados de acordo com o ISO 9296.

¢ Regulamentos governamentais (como aqueles prescritos por OSHA ou Diretivas da Comunidade Europeia) podem
controlar a exposi¢éo de nivel de ruido no mercado de trabalho e podem aplicar-se a vocé e sua instalagéo de
servidor. Os niveis reais de pressao sonora em sua instalagdo dependem de varios fatores, incluindo o nimero de
racks na instalagdo; o tamanho, materiais e configuracdo do ambiente; os niveis de ruido do outro equipamento; a
temperatura ambiente e a localizagdo dos funcionarios em relagdo ao equipamento. Além disso, a conformidade
com regulamentos governamentais depende de uma variedade de fatores adicionais, incluindo a duragédo da
exposicao dos funcionarios e se eles usam protecao auditiva. A Lenovo recomenda consultar especialistas
qualificados nesta area para determinar se vocé estda em conformidade com os regulamentos aplicaveis.
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Gerenciamento de temperatura ambiente

Gerenciamento de temperatura ambiente

O servidor tem suporte no seguinte ambiente:
e Temperatura do ar:

— Operacional:

Classe H1 da ASHRAE: 5 - 25 °C (41 - 77 °F); quando a altitude excede 900 m (2.953 pés), o valor maximo da
temperatura ambiente diminui em 1 °C (1,8 °F) a cada 500 m (1.640 pés) de aumento de altitude.

Classe A2 da ASHRAE: 10 - 35 °C (50 - 95 °F); quando a altitude excede 900 m (2.953 pés), o valor maximo
da temperatura ambiente diminui em 1 °C (1,8 °F) a cada 300 m (984 pés) de aumento de altitude.

Classe A3 da ASHRAE: 5 - 40 °C (41 — 104 °F); quando a altitude excede 900 m (2.953 pés), o valor maximo
da temperatura ambiente diminuiem 1 °C (1,8 °F) a cada 175 m (574 pés) de aumento de altitude.

Classe A4 da ASHRAE: 5 - 45 °C (41 — 113 °F); quando a altitude excede 900 m (2.953 pés), o valor maximo
da temperatura ambiente diminuiem 1 °C (1,8 °F) a cada 125 m (410 pés) de aumento de altitude.

— Servidor desligado: 5-45 °C (41 - 113 °F)

— Remessa ou armazenamento: -40 — 60 °C (-40 — 140 °F)
e Altitude maxima: 3.050 m (10.000 pés)
¢ Umidade relativa (sem condensacao):

— Operacional:

Classe H1 da ASHRAE: 8% — 80%, ponto maximo de orvalho: 17 °C (62,6 °F)
Classe A2 da ASHRAE: 8% - 80%, ponto maximo de orvalho: 21 °C (70 °F)
Classe A3 da ASHRAE: 8% — 85%, ponto maximo de orvalho: 24 °C (75 °F)
Classe A4 da ASHRAE: 8% — 90%, ponto maximo de orvalho: 24 °C (75 °F)

— Remessa ou armazenamento: 8% —90%
¢ Contaminagéo por particulas
Atencao: Particulas transportadas pelo ar e gases reativos que agem sozinhos ou em combinagédo com outros

fatores ambientais como umidade ou temperatura podem apresentar um risco ao servidor. Para obter informacdes
sobre os limites para substancias particuladas e gases, consulte "Contaminacgéao por particulas" na pagina 8.
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Ambiente

Ambiente

O HS350X V3 é compativel com as especificagdes Classe A2 de ASHRAE. O desempenho do sistema pode ser
afetado quando a temperatura operacional esta fora da especificagdo da AHSARE A2.
e Temperatura do ar:
— Em operagéo
— ASHARE Classe A2: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F); a temperatura ambiente maxima diminui em 1 °C para cada
aumento de 300 m (984 pés) de altitude acima de 900 m (2.953 pés).
— Servidor desligado: 5°C a 45 °C (41 °Fa 113 °F)
— Remessa/armazenamento: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
e Altitude maxima: 3.050 m (10.000 pés)
¢ Umidade relativa (sem condensacao):
— Operando
— ASHRAE Classe A2: 8% a 80%, ponto maximo de orvalho: 21 °C (70 °F)
- Remessa/armazenamento: 8% a 90%
e Contaminacao por particulas

Atencao: Particulas transportadas pelo ar e gases reativos que agem sozinhos ou em combinagédo com outros
fatores ambientais como umidade ou temperatura podem apresentar um risco ao servidor. Para obter informacdes
sobre os limites para substancias particuladas e gases, consulte "Contaminagéo por particulas" na pagina 8.

Nota:
O servidor foi projetado para um ambiente de data center padrdo e é recomendado para ser colocado em data
centers industriais.

Quando a temperatura ambiente for maior que a temperatura maxima compativel (ASHARE A4 45 °C), o servidor sera
desligado. O servidor ndo sera ligado novamente até que a temperatura ambiente fique no intervalo de temperatura
compativel.

Dependendo das configuragcdes de hardware, o servidor estd em conformidade com as especificagdes da Classe H1,
A2, A3 ou A4 da ASHRAE com determinadas restricoes térmicas. O desempenho do sistema podera ser afetado
quando a temperatura operacional estiver fora das condi¢cdes permitidas.

Contaminacao por particulas
Atencao: Particulas do ar (incluindo flocos ou particulas de metal) e gases reativos agindo sozinhos ou em

combinagdo com outros fatores ambientais, como umidade ou temperatura, podem impor risco ao
dispositivo descrito neste documento.

Os riscos que sao causados pela presenca de niveis excessivos de substancias particuladas ou as
concentracdes de gases nocivos incluem danos que podem causar o mau funcionamento ou a parada
completa do dispositivo. Essa especificagado define limites para substancias particuladas e gases que sédo
destinados a evitar tais danos. Os limites ndo devem ser vistos ou usados como definitivos, porque
inumeros fatores, como temperatura ou umidade do ar, podem influenciar o efeito de substancias
particuladas ou a transferéncia de contaminantes corrosivos e gasosos do ambiente. Na auséncia de limites
especificos definidos neste documento, adote praticas que mantenham os niveis de géas e substancias
particuladas consistentes com a protegcédo da saude e seguranga das pessoas. Se a Lenovo determinar que
os niveis de substancias particuladas ou gases em seu ambiente causaram dano ao dispositivo, a Lenovo
pode condicionar a provisao de reparo ou substituicao de dispositivos ou pecas a implementacao de
medidas reparatdrias apropriadas para mitigar essa contaminagao ambiental. A implementacéo dessas
medidas reparatdrias é de responsabilidade do cliente.
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Tabela 3. Limites para substancias particuladas e gases

Contaminacao Limites

Gases reativos Nivel de gravidade G1 de acordo com ANSI/ISA 71.04-1985:

¢ O nivel de reatividade do cobre deve ser inferior a 200 Angstroms por més (A/més =~ 0,0035
pg/cm? horas de ganho de peso).2

¢ O nivel de reatividade da prata deve ser inferior a 200 Angstroms por més (A/més =~ 0,0035 pg/
cm? horas de ganho de peso).3

¢ O monitoramento reativo da corrosividade gasosa deve ser realizado aproximadamente 5 cm
(2 pol.) na frente do rack no lado da entrada de ar a 1/4 e 3/4 de altura do chdo ou onde a
velocidade do ar for muito maior.

Particulas Os data centers devem atender ao nivel de limpeza da ISO 14644-1 classe 8.
transportadas
pelo ar Para data centers sem economia de ar, a limpeza de acordo com a ISO 14644-1 classe 8 pode

ser atendida escolhendo um dos seguintes métodos de filtragem:

e O ar do ambiente pode ser filtrado continuamente com filtros MERV 8.

e O ar que entra em um data center pode ser filirado com filtros MERV 11 ou, preferencialmente,
MERV 13.

Para data centers com economia de ar, a opgéo de filtros para obter limpeza ISO classe 8

depende das condigbes especificas presentes nesse data center.

e A umidade relativa deliquescente da contaminagéo por substancia particulada deve ser
superior a60% RH.4

¢ Os data centers devem estar isentas de p6 de zinco.5

1 ANSI/ISA-71.04-1985. Environmental conditions for process measurement and control systems: Airborne
contaminants. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Carolina do Norte, EUA.

2 A derivacéo da equivaléncia entre a taxa de crescimento da corrosao de cobre na espessura do produto de
corrosdo em A/més e a taxa de aumento de peso assume que Cuz2S e Cu20 cresgam em proporgdes iguais.

3 A derivagdo da equivaléncia entre a taxa de crescimento da corroséo de prata na espessura do produto de
corrosdo em A/més e a taxa de aumento de peso assume que Ag2S € o Unico produto de corroséo.

4 A umidade relativa deliquescente da contaminagéo por particulas é a umidade relativa na qual a poeira absorve
agua suficiente para ficar umida e promover a condugéo idnica.

5 Os detritos de superficie sdo coletados aleatoriamente de 10 areas do data center em um disco de 1,5 cm de
diametro de fita condutora elétrica adesiva em uma haste de metal. Se o exame da fita adesiva em um
microscoépio eletrénico de varredura ndo revelar nenhum pé de zinco, o data center sera considerado isento de pd
de zinco.
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Capitulo 2. Componentes do servidor

Esta secéo inclui informagdes sobre as vistas frontal, traseira e superior do servidor. O médulo de E/S
frontal, a placa-méae e os LEDs também sao ilustrados em detalhes.

Vista frontal

Dependendo do modelo, seu servidor pode parecer ligeiramente diferente das ilustracdes deste topico.

Modelo de servidor com 24 compartimentos de unidade de 3,5 polegadas

Tabela 4. Componentes na parte frontal do servidor

Legenda Legenda

Unidades frontais e bandejas de unidades H Moddulo de E/S frontal

H Trava do rack (direita) I Guia de informacoes extraivel
H Algas da bandeja da unidade A Trava do rack (esquerda)

Nota: Para obter mais informacdes sobre cada componente, consulte "Visdo geral dos componentes
frontais" na pagina 11.

Visao geral dos componentes frontais

Unidades hot-swap e compartimentos de unidade

Os compartimentos de unidade na parte frontal e traseira do servidor foram projetados para unidades hot-
swap. Ao instalar unidades, siga a ordem dos ndmeros dos compartimentos de unidades.

A integridade contra interferéncia eletromagnética e o resfriamento do servidor sdo protegidos ao manter
todos os compartimentos de unidades ocupados.

Modulo de E/S frontal

O médulo de E/S frontal do servidor fornece botdes de controle, conectores e LEDs. Consulte "LEDs e
botdes no modulo de E/S frontal" na pagina 17 para obter mais detalhes.

Travas do rack

Se seu servidor estiver instalado em um rack, vocé podera usar as travas dele para ajudar a deslizar o
servidor para fora do rack. Vocé também pode usar as travas e os parafusos do rack para fixar o servidor ao
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rack de forma que ele nao deslize para fora, especialmente em areas propensas a vibragdes. Para obter
mais informacdes, consulte "Substituicdo do servidor" na pagina 41.

Vista traseira

Dependendo do modelo, seu servidor pode parecer ligeiramente diferente da ilustragdo neste tépico.

Modelo de servidor com trés slots PCle

A ilustracdo a seguir mostra a vista traseira do modelo de servidor com trés slots PCle.
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Figura 2. Vista traseira com trés slots PCle

Tabela 5. Componentes na parte traseira do servidor

Legenda Legenda

Slots PCle H Suporte de parede traseiro

H Unidades de fonte de alimentacao I Conjuntos de unidade traseira
H Médulo OCP A DC-SCM

Nota: Para obter mais informacdes sobre cada componente, consulte "Visao geral dos componentes
traseiros" na pagina 12.

Visao geral dos componentes traseiros

DC-SCM

DC-SCM, abreviacao de Mddulo de Controle Seguro do Datacenter, ele move recursos comuns de
gerenciamento, seguranca e controle de servidor de uma arquitetura de placa-mae tipica para um modulo
de fator de forma comum menor. Este modulo contém todos os estados de firmware anteriormente
armazenados em uma placa-mae tipica. Isso oferece beneficios tanto para o usuario quanto para o
desenvolvedor.

Conectores Ethernet

3 @3 Js

Figura 3. Mddulo OCP (dois conectores)

12  Guia do Usuario do ThinkSystem HS350X V3



O modulo OCP fornece dois conectores Ethernet adicionais para conexdes de rede.

Por padrao, qualquer conector Ethernet no médulo OCP também pode funcionar como um conector de
gerenciamento usando a capacidade de gerenciamento compartilhado.

Unidades hot-swap e compartimentos de unidade

Os compartimentos de unidade na parte frontal e traseira do servidor foram projetados para unidades hot-
swap. Ao instalar unidades, siga a ordem dos numeros dos compartimentos de unidades.

A integridade contra interferéncia eletromagnética e o resfriamento do servidor sdo protegidos ao manter
todos os compartimentos de unidades ocupados.

Slots PCle

Os slots PCle estao na parte traseira do servidor e o servidor oferece suporte a até trés slots PCle nos
conjuntos da placariser 1 e 2.

Unidades da fonte de alimentacao

A fonte de alimentacao redundante hot-swap ajuda a evitar interrupcdes significativas no funcionamento do

sistema quando uma fonte de alimentacgéao falha.

Vista superior

Esta secao contém informacdes na exibicao superior do servidor.

Vista superior da configuracao da unidade frontal de 3,5 polegadas
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Figura 4. Vista superior da configuragdo da unidade frontal de 3,5 polegadas

Tabela 6. Componentes na vista superior da configuracdo da unidade frontal de 3,5 polegadas

Backplane frontal H DC-SCM
Hl Parede intermediaria Kl Placa-mée
H Mddulos de memoaria i Conjunto de processador e dissipador de calor

Capitulo 2. Componentes do servidor
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Tabela 6. Componentes na vista superior da configuragdo da unidade frontal de 3,5 polegadas (continuagéo)

M Conjunto de unidade M.2 Conjunto do ventilador do sistema

H Unidades de fonte de alimentacéo Brago para organizagédo de cabos (CMA)
I Conjuntos de unidade traseira FHl Unidades frontais

Conjuntos de placa riser

Notas:

1. Alilustracédo mostra a configuracéo traseira do servidor com dois conjuntos de placa riser. Para obter
detalhes, consulte "Vista traseira" na pagina 12.

2. Allustracao mostra o local de determinadas pecas. Algumas pecas podem nao ser compativeis ao
mesmo tempo em determinadas configuracdes.

Conectores da Placa-mae

As ilustragdes a seguir mostram os conectores internos na placa-mae.
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Figura 5. Conectores da Placa-méae
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Tabela 7. Conectores da Placa-méae

H Slot riser 1 (PCle x 24)

IH Conector dos ventiladores 4 e 5

H Conector da chave VROC Conector de energia da PIB 1
H Slot DC-SCM Conector de energiada PIB 0

A Conector do painel frontal

FH Conector de energia do backplane frontal 3

H Alga da placa-méae

Conector NVMe M.2 0

A Conector de energia da placa riser 2

H1 Conector de energia do backplane frontal 2

Bateria

Conector NVMe M.2 1

H MCIO 2 para placa riser 2

A Conector de energia do backplane frontal 1

Kl Conector do ventilador 0

EHF Conector de sinal da PIB

F1 MCIO 3 para placa riser 2

A Conector de energia do backplane traseiro

Conector do ventilador 1

EH NCSI para placa NIC PCle

¥ MCIO 1 para SSD NVMe

A Alca da placa-mae

IEl Conector do ventilador 2

Conector OCP

Conector do ventilador 3

Comutadores da placa-mae

As ilustragcdes a seguir mostram o local dos comutadores no servidor.

Notas:

¢ (Caso haja um adesivo protetor claro na parte superior dos blocos do comutador, sera necessario removeé-

lo e descarta-lo para acessar os comutadores.

e Para obter acesso aos comutadores, remova o DC-SCM primeiro. Consulte "Remover o Médulo de
Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)" na pagina 83.

Importante:

1. Antes de alterar quaisquer configuragdes de comutador ou mover quaisquer jumpers, desative o
servidor; em seguida, desconecte todos os cabos de alimentacao e cabos externos. Revise as

seguintes informagdes:

e "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33

¢ "Manipulando dispositivos sensiveis a estatica" na pagina 36

e "Desligar o servidor" na pagina 40

2. Qualquer comutador ou bloco de jumpers da placa-mae que néo for mostrado nas ilustragcoes neste

documento esté reservado.
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Figura 6. Comutadores da placa-mae

Bloco de comutadores SW4

A tabela a seguir descreve as fungdes do bloco de comutadores SW4 na placa-mae.

Tabela 8. Descricdo do bloco do comutador SW4

SEL

Numero de

bits do Nome do o B o

comutador | comutador Posicao padrao Descricao

H SW4-1 PVNN_PCH_AUX_ Ligado Define a tensdo de PVNN_PCH_AUX quando ligado.
VSET

H SW4-2 RST_RTCRST_N Desligado Limpa o CMOS.

H SW4-3 FM_NO_REBOOT_ Desligado Controla o temporizador TCO ao executar o ITP.
SPKR

A SW4-4 PD_MFG_MODE Desligado Define o modo de fabrica para BIOS.

H SW4-5 FM_ME_RCVR_N Desligado Recupera o Intel ME.

A SW4-6 FM_CPUO_SKTOCC_ | Ligado Ignora o processador ao executar o ITP.
N

SW4-7 BMC_XDP_JTAG_ Desligado Seleciona BMC JTAG para o processador ou CPLD.
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Tabela 8. Descrigao do bloco do comutador SW4 (continuagéo)

Numero de

bits do Nome do o B o

comutador | comutador Posicdo padrao Descrigéo

H SW4-8 FM_FORCE_ Desligado Forca a ativagdo para medicdo de poténcia.
PWRON_LVC3_R

E SW4-9 PD_ADR_ Desligado Controla a conclusao da atualizagdo assincrona de
COMPLETE DRAM.

H SW4-10 HW_ASD_EN Desligado Ativa a depuragao em escala.

Solucao de problemas pelos LEDs do sistema e exibicao de
diagnésticos

Consulte a segao a seguir para obter informagdes sobre a exibigao de LEDs e diagndsticos do sistema

disponiveis.

LEDs e botoes no moédulo de E/S frontal

O médulo de E/S frontal do servidor fornece botdes de controle, conectores e LEDs.

Seu servidor oferece suporte ao seguinte médulo de E/S frontal.

Figura 7. Mdédulo de E/S frontal

8 @0 mos
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Tabela 9. LEDs e botbes no mddulo de E/S frontal

LED de funcionamento do sistema

H LED de atividade de rede

H LEDs de erro da bandeja 1/2/3

A Botéo de energia com LED de status de energia

H Botao UID com LED UID

A Conector USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

K LED de funcionamento do sistema

O LED de funcionamento do sistema ajuda a determinar se ha erros no sistema. Ha outro LED de
funcionamento do sistema no DC-SCM na parte traseira. Consulte "LEDs e botées no Mddulo de Controle
Seguro do Datacenter (DC-SCM)" na pagina 19.

Status Cor Descricao
Luz continua Um erro de aviso foi detectado no servidor. Verifique o log de eventos do BMC
Amarelo para determinar a causa exata do erro.
Piscando Um erro critico foi detectado no servidor.
Apagado / O servidor esta desligado ou esta ligado e funcionando normalmente.
H LED de atividade da rede

Quando um modulo OCP estd instalado, o LED de atividade da rede no médulo de E/S frontal ajuda a
identificar a conectividade e a atividade da rede. Se nenhum maédulo OCP estiver instalado, esse LED estara

desligado.
Status Cor Descricao
Luz continua O servidor esta conectado a uma rede.
Verde
Piscando (4 Hz) A rede esta conectada e ativa.
Apagado / O servidor esta desconectado da rede.

Nota: Se o LED de atividade de rede estiver apagado quando um moédulo OCP
estiver instalado, verifique as portas de rede na parte traseira do servidor para
determinar qual porta esta desconectada.

H LEDs de erro da bandeja 1/2/3

O servidor vem com trés LEDs de erro de bandeja para ajudar a identificar o status das unidades frontais
conectadas aos backplanes frontais de cima para baixo.

Status Cor Descricao

Luz continua Vermelho Pelo menos uma unidade frontal ndo esta conectada corretamente ao backplane
ou o backplane nio esta funcionando normalmente.

Apagado / Todas as unidades e backplanes funcionam normalmente.

A Botao de energia com LED de status de energia

Vocé pode pressionar o botdo de energia para ligar o servidor apds concluir a configuracao do servidor.
Vocé também pode segurar o botdo de energia por oito segundos para desligar o servidor se nao for
possivel desliga-lo do sistema operacional. O LED de status de energia ajuda a determinar o status de
energia atual. Ha outro botdo de energia no DC-SCM na parte traseira. Consulte "LEDs e botdes no Mddulo
de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)" na pagina 19.
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Status Cor Descricao

Luz continua Ligue.

Piscando Desligado, e o servidor e esta pronto para ser ligado (estado de espera).
lentamente (cerca
de um flash por

segundo) Verde

Piscando Falha de energia ou o servidor estd aguardando a permissao de energia do BMC
rapidamente para estar pronto.

(cerca de quatro
flashes por
segundo)

Apagado Nenhuma Nao ha energia CA aplicada ao servidor.

H Botao UID com LED UID

Use este botao UID e o LED UID azul para localizar visualmente o servidor. Ha outro LED UID no DC-SCM na
parte traseira. Consulte "LEDs e botdes no Mddulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)" na pagina
19.

Cada vez que vocé pressiona o botao UID, o estado de ambos os LEDs UID muda. Os LEDs podem ser
alterados para acesos, piscando ou apagados. Pressione o botédo UID e segure por cinco segundos. Vocé
pode redefinir o BMC.

Também é possivel usar o BMC ou um programa de gerenciamento remoto para alterar o estado dos LEDs
UID com o objetivo de ajudar a localizar visualmente o servidor entre outros servidores.

A Portas USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Os conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) séo interfaces de conexao direta (DCls) para depuracao, que podem

ser usados para conectar um dispositivo compativel com USB, como um teclado USB, um mouse USB ou
um dispositivo de armazenamento USB.

LEDs e botoes no Modulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)

O Modulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM) fornece controles, conectores e LEDs.

e "Conectores, LEDs e botdes na parte frontal do DC-SCM" na pagina 20
e "LEDs e um conector na lateral do DC-SCM" na péagina 22
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Conectores, LEDs e botoes na parte frontal do DC-SCM
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Figura 8. Vista frontal do DC-SCM
Porta 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) H Botéo de energia e LED de status de energia
H Botéo UID e LED UID I LED de funcionamento do sistema
H Porta 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) A Porta VGA

Porta de gerenciamento de sistema do BMC (RJ-45) H LED de atividade da porta Ethernet

El LED de link da porta Ethernet

H Portas USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Os conectores USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) sdo interfaces de conexao direta (DCIs) para depuracdo, que podem
ser usados para conectar um dispositivo compativel com USB, como um teclado USB, um mouse USB ou
um dispositivo de armazenamento USB.

H Botao de energia com LED de status de energia

Vocé pode pressionar o botdo de energia para ligar o servidor apds concluir a configuragdo do servidor.
Vocé também pode segurar o botéo de energia por oito segundos para desligar o servidor se nao for
possivel desliga-lo do sistema operacional. O LED de status de energia ajuda a determinar o status de
energia atual. Ha outro botao liga/desliga no médulo de E/S frontal. Consulte "LEDs e botdes no moédulo de
E/S frontal" na pagina 17.
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Status Cor Descricao

Luz continua Verde Ligue.

Piscando Verde Desligado, e o servidor e esta pronto para ser ligado (estado de espera).
lentamente (cerca
de um flash por
segundo)

Piscando Verde Falha de energia ou o servidor estd aguardando a permissao de energia do BMC
rapidamente para estar pronto.

(cerca de quatro
flashes por
segundo)

Apagado Nenhuma Nao ha energia CA aplicada ao servidor.

H Botao UID com LED UID

Use este botao UID e o LED UID azul para localizar visualmente o servidor. Ha outro botao UID com LED UID
no médulo de E/S frontal. Consulte "LEDs e botdes no médulo de E/S frontal" na pagina 17.

Cada vez que vocé pressiona o botao UID, o estado de ambos os LEDs UID muda. Os LEDs podem ser
alterados para acesos, piscando ou apagados. Pressione o botédo UID e segure por cinco segundos. Vocé
pode redefinir o BMC.

Também é possivel usar o BMC ou um programa de gerenciamento remoto para alterar o estado dos LEDs
UID com o objetivo de ajudar a localizar visualmente o servidor entre outros servidores.

1 LED de funcionamento do sistema

O LED de funcionamento do sistema ajuda a determinar se ha erros no sistema. Ha outro LED de
funcionamento do sistema no médulo de E/S frontal. Consulte "LEDs e botdes no médulo de E/S frontal" na
pagina 17.

Status Cor Descricao
Luz continua Um erro de aviso foi detectado no servidor. Verifique o log de eventos do BMC
Amarelo para determinar a causa exata do erro.
Piscando Um erro critico foi detectado no servidor.
Apagado / O servidor esta desligado ou esta ligado e funcionando normalmente.
A Porta VGA

A porta VGA na parte traseira do servidor pode ser usada para conectar um monitor de alto desempenho,
um monitor de unidade direta ou outros dispositivos que usam um conector VGA.

Porta de gerenciamento de sistema do BMC (RJ-45)

A porta de gerenciamento de sistema do BMC pode ser usada para conectar um cabo Ethernet para
gerenciar o Baseboard Management Controller (BMC).

H E1 LEDs da porta de gerenciamento de sistema do BMC
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LED Descricao

H LED de Use este LED verde para diferenciar o status da atividade de rede:
atividade da porta

Ethernet e Apagado: o servidor esta desconectado de uma LAN.

e Verde: a rede esta conectada e ativa.

Kl LED de link da Use este LED para diferenciar o status de conectividade de rede:
porta Ethernet e Apagado: O link de rede esta conectado a 10 MB.
¢ Amarelo: O link de rede esta conectado a 100 MB.

e Verde: O link de rede esta conectado a 1.000 MB.

LEDs e um conector na lateral do DC-SCM

T
-
=
=
©)

Figura 9. Vista lateral do DC-SCM
M Conector TPM

O conector é fornecido para utilizagao do TPM.

H LED de pulsacao do CPLD (verde) H LED de pulsacao do BMC (verde)

Item Descricao
H LED de pulsacao do O LED de pulsacao do CPLD ajuda a identificar a energia e o status de funcionamento
CPLD (verde) da placa-mae. Ha outro LED de pulsagédo do CPLD no backplane frontal. Consulte

"LEDs do backplane frontal e LEDs da unidade traseira" na pagina 24.
¢ Piscando (cerca de um flash por segundo): o CPLD esta funcionando normalmente.

e Piscando em outras velocidades ou sempre aceso: o CPLD esta na fase inicial ou
esta funcionando anormalmente.

e Apagado: o CPLD nao esta funcionando.

H LED de pulsacéo do O LED de pulsag¢do do BMC ajuda a identificar o status do BMC.

BMC (verde) ¢ Piscando (cerca de um flash por segundo): o BMC esta funcionando normalmente.

¢ Piscando em outras velocidades ou sempre aceso: o BMC esta na fase inicial ou
esta funcionando anormalmente.

¢ Apagado: o BMC néo estéa funcionando.

H Conector da porta serial

O conector é fornecido para utilizagdo da porta serial.
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A Porta VGA

Conectada a porta VGA na parte frontal do DC-SCM, a porta VGA na lateral pode ser usada com um cabo

conectado.

LEDs na placa-mae

As ilustragcdes a seguir mostram os LEDs (diodos emissores de luz) na placa-mae.

7 0 e
:i\4’-|g
{ I
WA
-
S Il il
LED de erro do FPGA
e (vermelho)
— H LED de energia do sistema
E E (verde)
| & H LED Catterr (vermelho)
1 © *
& A LED de pulsagdo do FPGA
:| - _ (verde)
ooy
S = @
© ®
v v & v
Figura 10. LEDs na placa-méae

Descricao dos LEDs na de placa-mae

LED de erro do FPGA (vermelho)

Descricao O LED de erro do FPGA indica o status de funcionamento do FPGA.
e Piscando (1 Hz): Ocorre um erro de falha de energia.
¢ Apagado: Ndo ocorre nenhum erro de FPGA.
Acao Se o LED de erro do FPGA estiver aceso, entre em contato com o Suporte Lenovo.
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H LED de energia do sistema (verde)

Descrigdo O LED de energia do sistema indica o status de funcionamento do sistema.
¢ Piscando rapido (cerca de quatro flashes por segundo): falha de energia ou esta aguardando a
permisséo de energia do BMC pronto.
e Piscando lentamente (cerca de um flash por segundo): desligado e esta pronto para ser ligado
(estado de espera).
¢ Aceso: ligado.
Agdo ¢ Se o LED de energia do sistema estiver piscando rapidamente por mais de 5 minutos e ndo
conseguir ligar, verifique o LED de pulsagado do BMC. Para obter mais informagdes, consulte
"LEDs e botdes no Mdédulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)" na pagina 19.
e Se o LED de energia do sistema permanecer apagado ou estiver piscando rapidamente (cerca de
quatro flashes por segundo) e o LED de erro do sistema no painel frontal estiver aceso (amarelo),
o sistema esta em um status de falha de energia. Faga o seguinte:
1. Reconecte o cabo de alimentacgéo.
2. Remova os adaptadores/dispositivos instalados, um por vez, até que vocé acesse a
configuragdo minima para depuragéo.
3. (Somente para técnicos treinados) Se o problema persistir, capture o log do FFDC e substitua
a placa-mae.
4. Se o problema ainda permanecer, entre em contato com o Suporte Lenovo.
H LED Catterr (vermelho)
Descricdo O LED Catterr ajuda a identificar se ha erros graves acontecendo no sistema.
e Aceso (vermelho): Ocorrem um ou mais erros graves.
e Apagado: Nao ocorre nenhum erro grave.
Acéo Se o LED Catterr estiver sempre aceso, fagca o seguinte:
1. Substitua a placa-mae.
2. Se o problema permanecer, entre em contato com o Suporte Lenovo.
I LED de pulsacao FPGA (verde)
Descrigéo O LED de pulsagéo do FPGA ajuda a identificar o status do FPGA.
¢ Piscando (cerca de um flash por segundo): o FPGA esta funcionando normalmente.
e Aceso ou apagado: o FPGA nao esta funcionando.
Acéo Se o LED de pulsacédo do FPGA estiver sempre apagado ou aceso, faga o seguinte:

1. Substitua a placa-mae.

2. Se o problema permanecer, entre em contato com o Suporte Lenovo.

LEDs do backplane frontal e LEDs da unidade traseira

Este tépico oferece o status dos LEDs no backplane frontal e dos LEDs das unidades traseiras exibidos por
meio de tubos de luz.

e "LEDs no backplane frontal" na pagina 25

e "LEDs da unidade traseira" na pagina 25
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LEDs no backplane frontal

Figura 11. LEDs no backplane frontal

LED de status da unidade

A LED de atividade da unidade

H LED de pulsagdo do CPLD

K LED de status da unidade A LED de atividade da unidade

Tabela 10. Descricdo do LED da unidade frontal

Status da unidade

H LED de status da unidade (laranja)

H LED de atividade da unidade (verde)

A unidade nio esta presente. Apagado Apagado

A unidade esta presente, mas Apagado Aceso

nao esta ativa.

A unidade esta presente e ativa. | Apagado Piscando (4 Hz)

Localizando a unidade.

Piscando (4 Hz)

Aceso

Acontece uma falha na
unidade.

Aceso

Aceso

A unidade esta sendo
reconstruida.

Piscando (1 Hz)

Piscando (1 Hz)

H LED de pulsag¢ao do CPLD

O LED de pulsacao do CPLD ajuda a identificar a energia e o status de funcionamento da placa-mae. Ha
outro LED de pulsag¢do do CPLD no DC-SCM. Consulte "LEDs e botées no Mddulo de Controle Seguro do
Datacenter (DC-SCM)" na pagina 19.

Tabela 11. LED de pulsacdo do CPLD

H LED de pulsacao do CPLD (verde)

Status

Descrigao

Piscando (cerca de um flash
por segundo)

O CPLD esta funcionando normalmente.

Piscando em outras
velocidades ou sempre aceso

O CPLD esté na fase inicial ou estéa funcionando de forma anormal

Apagado

O CPLD nao esta funcionando

LEDs da unidade traseira

Comunicando-se através dos tubos de luz, cada unidade vem com uma janela para um LED de atividade e
um LED de status. Cores e velocidades diferentes indicam atividades ou status diferentes da unidade. As

Capitulo 2. Componentes do servidor 25




ilustracoes e tabelas a seguir descrevem os problemas indicados pelo LED de atividade e pelo LED de

status.

Figura 12. LEDs da unidade traseira

Tabela 12. Descricdo do LED da unidade traseira

Status da unidade

LED de status da unidade (laranja)

H LED de atividade da unidade (verde)

A unidade nio esta presente. Apagado Apagado

A unidade esta presente, mas Apagado Aceso

ndo esta ativa.

A unidade esta presente e ativa. | Apagado Piscando (4 Hz)

Localizando a unidade.

Piscando (4 Hz)

Aceso

Acontece uma falha na
unidade.

Aceso

Aceso

A unidade esta sendo
reconstruida.

Piscando (1 Hz)

Piscando (1 Hz)

LED na unidade da fonte de alimentacao

Este topico fornece informacdes sobre o status do LED de uma unidade da fonte de alimentacgao.

A tabela a seguir descreve os problemas indicados por varios status do LED da unidade da fonte de

alimentagéo.

5

e

Figura 13. LED na unidade da fonte de alimentac&o
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Status

Descricao

Aceso (verde)

O servidor esta ligado e a unidade da fonte de alimentagéo esta funcionando normalmente.

Piscando (verde,
um flash por
segundo)

A unidade da fonte de alimentacdo estd no modo de saida zero (espera). Quando a carga de
energia do servidor estd fraca, uma das fontes de alimentacao instaladas entra em estado de
espera enquanto a outra entrega carga inteira. Quando a carga de energia aumentar, a fonte de
alimentacao em espera alternara para o estado ativo para fornecer energia suficiente ao servidor.

Piscando (verde,
dois flashes por
segundo)

A unidade da fonte de alimentacéo esta sendo atualizada online.

Aceso (amarelo)

Quando a unidade da fonte de alimentacao esta acesa em amarelo:

e Cenario 1: uma das duas unidades da fontes de alimentacéo esta desligada ou desconectada
do cabo de alimentacéo e, ao mesmo tempo, a outra esta ligada.

e Cenario 2: a unidade da fonte de alimentacgéao falhou devido a OTP, OCP, UVP ou OVP.

Piscando
(amarelo, um flash
por segundo)

A unidade da fonte de alimentacéo estd exibindo avisos, indicando OTW, OCW ou velocidade
lenta do ventilador.

Apagado

A unidade da fonte de alimentac&o ndo tem entrada de energia.
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Capitulo 3. Lista de pecas

Identifique cada um dos componentes que estéo disponiveis para o seu servidor com a lista de pecas.

Para obter mais informagdes sobre como solicitar pecas:

1. Acesse Suporte a data center da Lenovo e insira 0 nome do modelo ou o tipo de maquina de seu
servidor na barra de pesquisa para ir até a pagina de suporte.

2. Clique em Pecas.
3. Insira o nimero de série para exibir uma lista de pecas para o servidor.

E altamente recomendavel que vocé verifique os dados de resumo de energia para o seu servidor usando o
Lenovo Capacity Planner antes de comprar quaisquer novas pecgas.

Nota: Dependendo do modelo, seu servidor pode ter uma aparéncia ligeiramente diferente da ilustragéo.

Figura 14. Componentes do servidor
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As pecas listadas na tabela a seguir sdo identificadas como uma das seguintes:

e Unidade Substituivel pelo Cliente (CRU) da Camada 1: A substituicdo das CRUs da Camada 1 é sua
responsabilidade. Se a Lenovo instalar uma CRU da Camada 1 a seu pedido, sem contrato de servico, a

instalacao sera cobrada.

¢ Unidade Substituivel pelo Cliente (CRU) da Camada 2: Vocé mesmo pode instalar uma CRU da
Camada 2 ou solicitar que a Lenovo instale, sem nenhum custo adicional, de acordo com o tipo de
servico de garantia designado para o seu servidor.

¢ Unidade Substituivel em Campo (FRU): As FRUs devem ser instaladas somente por técnicos de servigo

treinados.

¢ Pecas consumiveis e estruturais: A compra e a substituicdo de pegas consumiveis e estruturais sdo de
sua responsabilidade. Se a Lenovo adquirir ou instalar um componente estrutural conforme solicitacdo do

cliente, o servico sera cobrado.

Tabela 13. Lista de pecas

Descricao Tipo | Descricao Tipo
Placa de entrada de energia (PIB) T2 H Unidade da fonte de alimentagéo T1
H Suporte de placa riser 1 T1 I Broadcom 9670-24i 05-50123-00 Tri RAID T2
H Broadcom 9600-24i SATA/SAS HBA T2 A Suporte de placa riser 2 T1
Placariser 1 T1 H Placariser 2 T
Kl Adaptador PCle T H1 Chassi FRU
DC-SCM FRU | I Ventilador do sistema T
Gaiola do ventilador FRU | I CMA com cabos FRU
Bandeja da unidade de disco rigido T A Suporte da unidade de disco rigido T1
Unidade de disco rigido (3,5") T1 FHl Backplane frontal FRU
X1 Tampa superior frontal FRU Hi Placa-mae FRU
Dissipador de calor de desempenho FRU | A Bateria do CMOS C
EE Modulo de memodria T A Tampa do soquete do processador T1
I Processador FRU | I Unidade M.2 (tipo 22110) T2
Unidade M.2 (tipo 2280) T2 EH Tampa da unidade M.2 T1
B Tampa superior traseira FRU | Ell Backplane traseiro T2
Unidade de disco rigido (2,5") T A Gaiola de unidade de disco rigido traseira T1
EEl Suporte da gaiola de unidade de disco rigido | T1 EA Tampa da parede traseira T1
EH Mddulo de energia flash RAID T2 HA Defletor de ar FRU
Modulo OCP T1 EH Preenchimento de 4 compartimentos C
Ea Chave VRoC FRU | ERTPM T1
X Cabo VGA T

Cabos de alimentacao

Varios cabos de alimentacao estdo disponiveis, dependendo do pais e da regido em que o servidor esta

instalado.
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Notas:

Para sua seguranga, um cabo de alimentagdo com um plugue de conexao aterrado é fornecido para uso
com este produto. Para evitar choques elétricos, sempre use o cabo de alimentacéo e o plugue em uma
tomada devidamente aterrada.

Os cabos de alimentacao deste produto usados nos Estados Unidos e Canada séo listados pelos
Underwriter's Laboratories (UL) e certificados pela Canadian Standards Association (CSA).

Para unidades destinadas a operacao em 230 volts (nos EUA): Utilize um cabo aprovado pelo UL e com
certificacdo CSA, consistindo em um cabo de trés condutores de, no minimo, 18 AWG, Tipo SVT ou SJT,
com o maximo de 4,5 metros de comprimento e um plugue de conexao de aterramento, com uma lamina
tandem, classificado para 15 ampéres e 250 volts.

Para unidades destinadas ao uso a 230 volts (fora dos EUA): use um cabo com um plugue de conexao
aterrada. O cabo deve possuir aprovacao de seguranca adequada para o pais em que o equipamento
serd instalado.

Cabos de alimentacao para um pais especifico ou regido geralmente estao disponiveis apenas nesse pais
ou regido.
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Capitulo 4. Procedimentos de substituicao de hardware

Esta secéo fornece os procedimentos de instalagdo e remocé&o de todos os componentes do sistema que
podem ser consertados.

Diretrizes de instalacao

Antes de instalar componentes no servidor, leia as diretrizes de instalagao.

Antes de instalar dispositivos opcionais, leia os seguintes avisos com cuidado:

Atencao: Previna a exposicédo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e
perda de dados mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagao e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outro sistema de
aterramento.

Ao instalar um novo servidor, baixe e aplique o firmware mais recente. Esta etapa o ajudara a assegurar-
se de que os problemas conhecidos sejam resolvidos e que o servidor esteja pronto para funcionar com o
desempenho ideal.

Importante: Algumas solugdes de cluster necessitam de niveis de codigo especificos ou atualizagdes de
codigos coordenados. Se o componente fizer parte de uma solugao de cluster, verifique se 0 menu do
nivel de cédigo do Best Recipe mais recente para firmware e driver com suporte a cluster antes da
atualizagao do cédigo.

Se vocé substituir uma peca, como um adaptador, que contém o firmware, também podera ser
necessario atualizar o firmware dessa peca.

E uma pratica recomendada verificar se o servidor esté funcionando normalmente antes de instalar um
componente opcional.

Mantenha a area de trabalho limpa e coloque os componentes removidos sobre uma superficie plana e
firme que nao balance nem seja inclinada.

Nao tente levantar um objeto que possa ser muito pesado para vocé. Caso seja necessario levantar um
objeto pesado, leia atentamente as seguintes precaucdes:

— Certifique-se de que vocé possa ficar em pé com seguranga sem escorregar.
— Distribua o peso do objeto igualmente entre os seus pés.

— Utilize uma forga de elevacéo lenta. Nunca se mova ou vire repentinamente ao levantar um objeto
pesado.

— Para evitar estiramento dos musculos nas costas, levante na posicao vertical ou flexionando os
musculos da perna.

Faca backup de todos os dados importantes antes de fazer alteragdes relacionadas as unidades de
disco.

Tenha uma chave de fenda comum pequena, uma chave de fenda Phillips n°® 1 e n® 2, e uma chave de
fenda T30 Torx disponiveis.

Para visualizar os LEDs de erro na placa-méae e nos componentes internos, deixe o equipamento ligado.

Vocé nao precisa desligar o servidor para remover ou instalar unidades de fonte de alimentacéo hot-
swap, ventiladores hot-swap ou dispositivos USB hot-plug. No entanto, vocé deve desativar o servidor
antes de executar quaisquer etapas que envolvam a remoc¢ao ou instalagdo dos cabos adaptadores e
deve desconectar a fonte de alimentacéo do servidor antes de executar quaisquer etapas que envolvam a
remocao ou instalacdo de uma placa riser.
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¢ Ao substituir unidades de fonte de alimentacéo ou ventiladores, consulte as regras de redundancia
desses componentes.

¢ Azul em um componente indica pontos de contato, onde vocé pode segurar um componente para
remové-lo ou instala-lo no servidor, abrir ou fechar uma trava etc.

e A cor terracota em um componente ou uma etiqueta terracota em um componente ou proximo a ele
indica que ele pode sofrer hot-swap, ou seja, se o servidor e o sistema operacional aceitarem este
recurso, o que significa que vocé podera remover ou instalar o componente durante a execucao do
servidor. (A cor terracota também pode indicar pontos de toque nos componentes de hot-swap).
Consulte as instrugcdes para remover ou instalar um componente de hot swap especifico para obter os
procedimentos adicionais que deverao ser executados antes de vocé remover ou instalar o componente.

¢ A faixa vermelha nas unidades, adjacente a trava de liberacao, indica que a unidade podera passar por
hot-swap se o sistema operacional do servidor oferecer suporte ao recurso de hot-swap. Isso significa
que vocé podera remover ou instalar a unidade enquanto o servidor estiver em execucao.

Nota: Consulte as instrucdes especificas do sistema para remover ou instalar uma unidade hot-swap,
para conhecer os procedimentos adicionais que deverdo ser executados antes de vocé remover ou
instalar a unidade.

¢ Depois de concluir o trabalho no servidor, reinstale todas as blindagens de seguranca, protecoes,
etiquetas e fios de aterramento.

Lista de verificacao de inspecao seguranca

Use as informacdes desta secdo para identificar condigdes potencialmente inseguras com o servidor.
Durante o projeto e a montagem de cada maquina, itens de seguranca obrigatérios foram instalados para
proteger usuarios e técnicos de servigo contra lesoes.

Nota: O produto ndo é adequado para uso em espacgos de trabalho de exibicdo, de acordo com o §2 dos
Regulamentos de espacgos de trabalho.

Nota: A configuragdo do servidor é feita apenas na sala do servidor.

CUIDADO:

Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionarios treinados, conforme definido
pelos documentos NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, os padrdes para seguranca de equipamentos
eletrénicos nas areas de audio/video, tecnologia da informacao e tecnologia de comunicacées. A
Lenovo assume que voceé esteja qualificado na manutencao de equipamentos e treinado para
reconhecer niveis de energia perigosos em produtos. O acesso ao equipamento é realizado com o
uso de uma ferramenta, trava e chave ou outros meios de seguranca, sendo controlado pela
autoridade responsavel pelo local.

Importante: O aterramento elétrico do servidor é necessario para a seguranca do operador € 0
funcionamento correto do sistema. O aterramento adequado da tomada elétrica pode ser verificado por um
eletricista certificado.

Use a lista de verificacao a seguir para verificar se ndo ha nenhuma condicao potencialmente insegura:

1. Se sua condicao de trabalho exigir que o servidor seja desligado ou vocé pretenda desligar, verifique se
o cabo de alimentagéo estéd desconectado.

S002
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CUIDADO:

O botao de controle de energia no dispositivo e o botao liga/desliga na fonte de alimentacao nao
desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um
cabo de alimentacao. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que
todos os cabos de energia estao desconectados da fonte de alimentacao.

Nota: Em determinadas circunstancias, desligar o servidor ndo € um pré-requisito. Consulte as
precaucdes antes de realizar quaisquer tarefas.

2. Verifique o cabo de alimentacgao.

¢ Certifique-se de que o conector de aterramento de terceiro esteja em boas condigdes. Use um
medidor para medir a continuidade de aterramento com fio neutro de 0,1 ohm ou menos entre o pino
terra externo e o aterramento do quadro.

e (Certifique-se de que o isolamento ndo esteja gasto.

3. Verifique quaisquer alteragdes 6bvias ndo Lenovo. Use 0 bom senso quanto a seguranga de quaisquer
alteracdes que ndo sejam da Lenovo.

4. Verifique se existem condigdes dbvias de falta de seguranga dentro do servidor, como danos por
limalhas de metal, contaminagéo, agua ou outro liquido ou sinais de fogo ou fumaca.

5. Verifique a existéncia cabos gastos ou comprimidos.

6. Certifique-se de que os prendedores da tampa da fonte de alimentacéo (parafusos ou rebites) nao
tenham sido removidos ou adulterados.

Diretrizes de confiabilidade do sistema

Revise as diretrizes de confiabilidade do sistema para assegurar o resfriamento adequado e a confiabilidade
do sistema.

Certifique-se de que os requisitos a seguir sejam atendidos:

e Quando o servidor possui energia redundante, uma unidade de fonte de alimentacdo deve ser instalada
em cada compartimento de fonte de alimentagéo.

¢ Espacgo adequado ao redor do servidor deve ser deixado para permitir que o sistema de resfriamento do
servidor funcione corretamente. Deixe aproximadamente 50 mm (2,0 pol.) de espaco aberto ao redor da
parte frontal e posterior do servidor. Nao coloque objetos na frente dos ventiladores.

¢ Para obter resfriamento e fluxo de ar adequados, reinstale a tampa do servidor antes de liga-lo. Nao
opere o servidor sem a tampa por mais de 30 minutos, pois seus componentes poderao ser danificados.

* Asinstrugdes de cabeamento que sédo fornecidas com os componentes opcionais devem ser seguidas.
¢ Um ventilador com falha deve ser substituido até 48 horas depois do malfuncionamento.

¢ Um ventilador hot-swap removido deve ser substituido até 30 segundos depois da remoc¢éo.

¢ Uma unidade hot-swap removida deve ser substituida até 2 minutos depois da remocao.

e Uma unidade de fonte de alimentagéo hot-swap removida deve ser substituida até 2 minutos depois da
remocao.

e (Cada defletor de ar fornecido com o servidor deve ser instalado quando o servidor € iniciado. A operagao
do servidor sem um defletor de ar pode danificar o processador.

Trabalhando Dentro do Servidor Ligado

Talvez seja necessario manter o servidor ligado com a tampa removida para examinar as informacgoes do
sistema no painel de exibicdo ou substituir os componentes de hot-swap. Revise estas diretrizes antes de
fazer isso.
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Atencao: O servidor pode parar e a perda de dados pode ocorrer quando os componentes internos do
servidor sdo expostos a eletricidade estatica. Para evitar esse possivel problema, sempre use uma pulseira
de descarga eletrostatica ou outros sistemas de aterramento ao trabalhar dentro do servidor com a energia
ligada.

¢ Evite usar roupas largas, principalmente no antebrago. Abotoe ou arregace mangas compridas antes de
trabalhar dentro do servidor.

e Evite enroscar gravatas, lencos, cordas de cracha ou cabelos no servidor.
e Remova joias, como braceletes, colares, anéis, abotoaduras e reldgios de pulso.

¢ Remova itens do bolso de sua camisa, como canetas e lapis, que poderiam cair no servidor conforme
voceé se inclina sobre ele.

¢ FEvite derrubar quaisquer objetos metélicos, como clipes de papel, grampos de cabelo e parafusos no
servidor.

Manipulando dispositivos sensiveis a estatica

Revise estas diretrizes antes de manipular dispositivos sensiveis a estatica para reduzir a possibilidade de
danos por descarga eletrostatica.

Atencao: Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e
perda de dados mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagao e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outro sistema de
aterramento.

¢ Limite sua movimentagao para evitar o acimulo de eletricidade estatica ao seu redor.

¢ Tenha cuidado extra ao manusear dispositivos em clima frio, pois o aquecimento reduziria a umidade
interna e aumentaria a eletricidade estatica.

e Sempre use uma pulseira de descarga eletrostatica ou outro sistema de aterramento, especialmente ao
trabalhar dentro do servidor com a energia ligada.

e Enquanto o dispositivo ainda estiver em sua embalagem antiestatica, encoste-o em uma superficie
metalica sem pintura no lado externo do servidor por pelo menos dois segundos. Isso removera a
eletricidade estatica do pacote e do seu corpo.

¢ Remova o dispositivo da embalagem e instale-o diretamente no servidor sem apoia-lo. Se for necessario
apoiar o dispositivo, coloque-o sobre a embalagem de protecao antiestatica. Nunca coloque o dispositivo
sobre o servidor nem em superficies metalicas.

* Ao manusear o dispositivo, segurando-o com cuidado pelas bordas ou pela estrutura.
¢ Nao toque em juntas e pinos de solda, ou em conjuntos de circuitos expostos.
¢ Mantenha o dispositivo longe do alcance de terceiros para evitar possiveis danos.
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Regras e ordem de instalacao de médulos de memoria

Os modulos de memoria devem estar instalados em uma ordem especifica baseada na configuragéo de
memoaria que vocé implementar e no numero de processadores e médulos de memdria instalados no
servidor.

Layout de médulos de memadria e processadores

Ailustracdo a seguir o ajudara a localizar os slots de memoria na placa-mae. A tabela de identificacéo de
canal de memodria abaixo mostra o relacionamento entre os processadores, os controladores de memoria,
os canais de memdria e os numeros de slots do médulo de memdria.
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Figura 15. Slots do médulo de memdria na placa-mée
Tabela 14. Slot de memdria e identificacdo do canal
Processador CPU
Controlador iMC3 iMC2 iMCO iMC1
Canal CH1 CHO CHA1 CHo CHO CH1 CHO CH1
N° do slot 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
N° DIMM HO | HA1 GO | Gt FO F1 EO | E1 | A1 |AO | BT |BO|C1]|CO|Dt1]| DO

e N°do slot: nimero do slot DIMM em cada canal de memdéria. Cada canal de memaria tem dois slots de
DIMM: slot 0 (0 mais afastado do processador) e o slot 1 (0 mais préximo do processador).

¢ N° do DIMM: O numero do slot DIMM ajuda a identificar a ordem de instalagao do DIMM.

Diretriz de instalacao do moédulo de meméria

e Para saber as regras de instalacao e a sequéncia de preenchimento, consulte "Ordem de instalacdo de
DIMMs DDR5" na pagina 38.

¢ Pelo menos um DIMM é necessario para o processador. Instale pelo menos oito DIMMSs para obter bom
desempenho.
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Ordem de instalacao de DIMMs DDR5

Esta secdo contém informacdes sobre como instalar DIMMs DDR5 corretamente.

Ordem de instalacao do modo independente

No modo independente, os canais de memoaria podem ser preenchidos com DIMMs em qualquer ordem, e é
possivel preencher todos os canais o cada processador em qualquer ordem sem requisitos de
correspondéncia. O modo independente fornece o nivel mais alto de desempenho da memaria, mas nao tem
protecao de failover. A ordem de instalagdo de DIMMSs para o modo independente varia dependendo do
numero de médulos de meméria instalados no servidor.

Regras de instalagao do modo independente

Siga as regras abaixo ao instalar médulos de memdéria no modo independente:

¢ Deve haver pelo menos um DIMM DDRS5 instalado.

¢ Todos os mdédulos de memadria DDR5 devem operar na mesma velocidade no mesmo sistema.

¢ Em cada canal de memoria, preencha o slot mais distante do processador (slot 0) primeiro.

¢ Todos os DIMMs devem ser todos DIMMs DDR5.

e Todos os modulos de memoria a serem instalados devem ser do mesmo tipo.

A tabela a seguir mostra a sequéncia de preenchimento de médulos de meméria para o modo independente.

Tabela 15. Modo independente com um processador

Total de Processador

DIMMs HO | H1 |GO| G1 | FO | F1 | EO | E1 A1 | AO | B1 BO | C1 | CO | D1 | DO
1 DIMM A0

2 DIMMs GO AO

4 DIMMs GO EO AO (00)

6 DIMMs GO FO EO AO Co DO
8 DIMMs HO GO FO EO AQ BO (00) DO
12 DIMMs | HO GO | G1 | FO EO | E1 A1 | AO BO | C1 Co DO
16DIMMs | HO | H1 | GO | G1 | FO | F1 | EO | Ef A1l | A0 | Bt BO | C1 Co | Dt DO

Regras técnicas

Consulte as regras e limitagdes técnicas abaixo ao instalar os componentes de servidor relacionados.

Slots PCle e adaptadores

Entender as regras técnicas para adaptadores PCle ajuda vocé a instalar e configurar corretamente os
adaptadores PCle no sistema.
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Tabela 16. Adaptadores PCle suportados e os locais

Vista traseira do servidor

Tipos suportados e local do slot

M 3 i1 ]

8 o =2 T 11
1y T

000 O

o oo0o0

o o0o0o

Conjunto de placariser 1

e Slot 1: PCle x8, Gen 4, altura integral, meio comprimento

e Slot 2: PCle x16, Gen 4, altura integral, meio comprimento

Conjunto de placariser 2

e Slot 3: PCle x16, Gen 4, meia altura, meio comprimento

Adaptador PCle

Prioridade de
instalacao

Maximo suportado | Slot compativel

Médulo OCP

ThinkSystem Broadcom 2X25G
BCM957414N4140C-N225p SFP28 OCP3.0
vi8 NIC

Adaptador Ethernet OCP 3.0 ThinkSystem
Intel E810-XXVDA2 25 GbE SFP28 de 2
portas

Adaptador de rede Ethernet ThinkSystem
Intel E810-CQDA2 OCP3.0

ThinkSystem Mellanox MCX623436AN-
CDAB OCP3.0 2x100G QSFP56 NIC

ThinkSystem Broadcom 2X100G
BCM957508-N2100G QSFP28 OCP3.0 NIC

Slot de OCP

1 Slot de OCP

Adaptadores NIC

ThinkSystem Broadcom 2P 25 Gbe PCle
RDMA BCM957414A4142CC NIC

Adaptador de Fibre Channel ThinkSystem
Emulex LPe35002 32 Gb de 2 portas PCle

Adaptador RAID e HBA

ThinkSystem Broadcom 9600-24i 05-50111-
01 SFF8654 SAS HBA RAID

ThinkSystem Broadcom 9670-24i 05-50123-
00 Tri RAID

Para localizar os slots PCle, consulte "Vista traseira" na pagina 12.

Regras térmicas

Este topico fornece regras térmicas do servidor.

Modelos de servidor com compartimentos de unidade frontais e traseiras

Esta secao fornece informacdes térmicas para modelos de servidor com compartimentos de unidade

frontais e traseiros.

Comparti- | Unidades frontais

24 SATA de 3,5 polegadas

mentos de - -
unidade Unidades traseiras

2 NVMe de 2,5 polegadas
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Suporte maximo de temperatura ambiente
(ventilador normal)

40 °C (no nivel do mar)

Suporte maximo de temperatura ambiente (falha
do ventilador)

30 °C (no nivel do mar)

TDP do processador

350 W

Tipo de defletor de ar

Padrao

Tipo de dissipador de calor

Dissipador de calor em forma de T de desempenho 2U

Tipo de ventilador do sistema 6038

DIMM Tipo Hynix DDR5 RDIMM 64 GB (2Rx4)
Quantidade maxima suportada 16

Moédulo OCP Instale qualquer um abaixo:

* NIC Broadcom 2X25G BCM957414N4140C-N225p SFP28
OCP3.0v18 -CSP

e Adaptador CSP Ethernet OCP 3.0 Intel E810-XXVDA2 25GbE
SFP28 2 portas

e Adaptador CSP de rede Ethernet OCP 3.0 Intel E810-CQDA2

¢ NIC Mellanox MCX623436AN-CDAB OCP3.0 2x100G QSFP56
-1PDC

¢ NIC Broadcom 2X100G BCM957508-N2100G QSFP28
OCP3.0-CSP

Ligar e desligar o servidor

Siga as instrugdes nesta secdo para ligar e desligar o servidor.

Ligar o servidor

Apos o servidor executar um autoteste curto (o LED de status de energia pisca rapidamente) quando
conectado a energia de entrada, ele entra em um estado de espera (o LED de status de energia pisca uma

vez por segu

ndo).

O servidor pode ser ligado (LED de energia aceso) de uma destas formas:

e E possivel pressionar o botao liga/desliga.

¢ O servidor podera reiniciar automaticamente apds uma interrupcao de energia.

¢ O servidor pode responder a solicitagdes de ativagdo remotas enviadas ao BMC.

Para obter informacdes sobre como desligar o servidor, consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

Desligar

o servidor

O servidor permanece em um estado de espera quando é conectado a uma fonte de alimentacéo,
permitindo que o BMC responda a solicitagdes de ativagdo remotas. Para remover toda a energia do
servidor (LED de status de energia apagado), é preciso desconectar todos os cabos de alimentagao.

Para colocar o servidor em estado de espera (o LED de status de energia pisca uma vez por segundo):

¢ Inicie um encerramento ordenado usando o sistema operacional (se o sistema operacional oferecer

suporte a

€SSe recurso).
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¢ Pressione o botdo de energia para iniciar um encerramento ordenado (se o sistema operacional oferecer
suporte a esse recurso).

¢ Pressione e segure o botao liga/desliga por oito segundos para forcar um desligamento.

Quando esta no estado de espera, o servidor pode responder a solicitagdes de ativacdo remotas enviadas
ao BMC. Para obter informagdes sobre como ligar o servidor, consulte "Ligar o servidor" na pagina 40.

Substituicao do servidor

Siga as instrucdes nesta segédo para remover e instalar o servidor.

e "Remover o servidor do rack" na pagina 41
e ‘Instalar o servidor no rack" na pagina 44

Remover o servidor do rack

Siga as instrugdes nesta secao para remover o servidor do rack.

S036
18-32 kg 32-55kg
39-70 Ib 70-1211b
18- 32 kg (39 - 70 Ib) 32 - 55 kg (70 - 121 Ib)
CUIDADO:

Utilize praticas seguras ao levantar.

CUIDADO:

¢ Ha possiveis riscos de estabilidade. O rack pode tombar e causar ferimentos graves.

¢ Antes de estender o rack para a posicao de instalacao, leia o "Diretrizes de instalagéo" na pagina 33.
Nao coloque nenhuma carga no equipamento montado no trilho deslizante na posicao de
instalacao. Nao deixe o equipamento montado no trilho deslizante na posicao de instalacao.

Sobre esta tarefa

Atencao:
e | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

CUIDADO:
Sao necessarias trés pessoas para realizar os procedimentos de remocao do servidor e evitar lesoes.
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Procedimento

Etapa 1. Se o servidor for fornecido com dois suportes de remessa em ambas as extremidades traseiras do
chassi, remova-os primeiro.

Figura 16. Removendo o suporte de remessa

o @ Solte os dois parafusos do suporte de remessa.

e Opuxeo suporte para tras para prender os parafusos espagadores nos orificios direitos e
puxe o suporte para a direita para solta-lo do chassi.

Etapa 2. Use uma chave de fenda para soltar os parafusos prisioneiros e desengatar o servidor do rack.
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Figura 17. Desengatando o servidor do rack

Etapa 3. Deslize o servidor ao longo dos trilhos.
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Figura 18. Puxando o servidor

Etapa 4. Remova os trilhos do rack.

Mantenha pressionado o botado azul na extremidade frontal do trilho para liberar a trava frontal
segurando o flange do rack; em seguida, empurre levemente o trilho em direcdo a parte
traseira até que os pinos se desencaixem dos orificios no flange EIA.

a.

[ Y5

e
M

b. Segure o trilho com uma das maos e puxe a trava traseira com a outra mao para liberar o
trilho do flange de montagem traseiro; em seguida, remova o trilho do rack.

o)

Figura 19. Liberando a trava frontal
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Figura 20. Liberando a trava traseira
c. Repita as duas etapas anteriores no outro trilho para remové-lo.
Depois de concluir

Cuidadosamente, coloque o servidor em uma superficie plana antiestatica.

Instalar o servidor no rack

Siga as instrugdes nesta secao para instalar o servidor no rack.

S036
18-32 kg 32-55kg
39-70 Ib 70-1211b
18 - 32 kg (39 - 70 Ib) 32 - 55 kg (70 - 121 Ib)
CUIDADO:

Utilize praticas seguras ao levantar.

CUIDADO:

¢ Ha possiveis riscos de estabilidade. O rack pode tombar e causar ferimentos graves.

¢ Antes de estender o rack para a posicao de instalagao, leia o "Diretrizes de instalacéo" na pagina 33.
Nao coloque nenhuma carga no equipamento montado no trilho deslizante na posicao de
instalacao. Nao deixe o equipamento montado no trilho deslizante na posicao de instalacao.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.
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¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

CUIDADO:
Sao necessarias trés pessoas para realizar os procedimentos de instalagao do servidor e evitar
lesoes.

Esta tarefa tem duas etapas principais:

e FEtapa 1 Instalar os trilhos no rack na pagina 45
e FEtapa 2 Instalar o servidor nos trilhos na pagina 47

Procedimento
Etapa 1. Instale os trilhos no rack.

Identifique o trilho esquerdo K| e o trilho direito F. Consulte o texto na extremidade frontal do trilho
para identificar se € o trilho esquerdo ou direito.

Figura 21. Os trilhos esquerdo e direito

a. Segure a extremidade traseira de um trilho e expanda-o até o comprimento adequado.

Figura 22. Estendendo o trilho
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b. Alinhe as colunas, que se estendem da extremidade traseira do trilho, aos orificios nos
flanges EIA traseiros; em seguida, empurre o trilho até que a trava se encaixe na posicéo ao
redor da borda do flange EIA.
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Figura 23. Instalando a extremidade traseira do trilho

Trava frontal H Trava traseira

c. Instale a extremidade frontal do trilho.

“ S
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\ N

Figura 24. Instalar a extremidade frontal do trilho

o O puxe o trilho em direcéo a frente.
o O Pressione e segure o bot&o azul para abrir a trava frontal.

o © Alinhe os pinos na extremidade frontal do trilho aos orificios no flange EIA frontal e puxe
o trilho para frente; em seguida, libere o botao azul para que a trava se encaixe no flange
EIA.

Nota: Para ter certeza de que os trilhos estao presos nos racks de orificio quadrado, examine
0s pinos para ver se os colares estdo totalmente nos orificios do flange de montagem. Se nao
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estiverem, balance cuidadosamente os trilhos até que todos os colares sejam visiveis nos
orificios do flange de montagem. Examine ambas as extremidades para ter certeza de que os

trilhos estao presos.
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Figura 25. Pinos nos orificios quadrados do flange de montagem

d. Repita as trés etapas anteriores no outro trilho.

Etapa 2. Instale o servidor nos trilhos.
a. Alinhe e coloque o servidor nos trilhos; em seguida, deslize-o no rack ao longo dos trilhos.

Figura 26. Instalando o servidor nos trilhos

b. Use uma chave de fenda para fixar os parafusos prisioneiros nos racks.
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Figura 27. Prender os parafusos prisioneiros

Depois de concluir

1. Conecte novamente os cabos de alimentagéo e quaisquer cabos que tenham sido removidos.
2. Ligue o servidor e todos os dispositivos periféricos. Consulte "Ligar o servidor" na pagina 40.
3. Atualize a configuragao do servidor. Consulte "Concluir a substituicdo de pecas" na pagina 171.

Substituicao do defletor de ar

Siga as instrucdes nesta segédo para remover e instalar o defletor de ar.

¢ "Remover o defletor de ar" na pagina 48
¢ ‘"Instalar o defletor de ar" na pagina 50

Remover o defletor de ar

Siga as instrugdes nesta secao para remover o defletor de ar.

Sobre esta tarefa

O defletor de ar que vocé deseja remover pode ser diferente das ilustragdes a seguir, mas o método de
remocao € igual.

S033
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CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S017

CUIDADO:
Laminas méveis do ventilador perigosas nas proximidades. Mantenha os dedos e outras partes do
corpo a distancia.

Atencao:
¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecdo seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

e (Caso pretenda instalar médulos de memodria, vocé deve primeiro remover o defletor de ar do servidor.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa 2. Se houver um mdédulo de energia flash RAID instalado no defletor de ar, primeiro desconecte o
cabo do médulo de energia flash RAID.
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Etapa 3. Segure o defletor de ar e levante-o com cuidado para fora do servidor.

Figura 28. Remocgé&o do defletor de ar

Atencao: A operacédo do servidor sem o defletor de ar pode danificar componentes do servidor.
Para um resfriamento e um fluxo de ar adequados, instale o defletor de ar antes de ligar o servidor.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o defletor de ar

Siga as instrugdes nesta secdo para instalar o defletor de ar.

Sobre esta tarefa

O defletor de ar que vocé deseja instalar pode ser diferente das ilustragdes a seguir, mas o método de
instalacédo é igual.

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033

S017
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CUIDADO:
Laminas méveis do ventilador perigosas nas proximidades. Mantenha os dedos e outras partes do
corpo a distancia.

Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificagdo de inspe¢cdo seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Se precisar instalar um maédulo de energia flash RAID na traseira do defletor de ar, instale-o antes.
Consulte "Instalar o médulo de energia flash RAID" na pagina 134.

Etapa 2. Alinhe as presilhas no defletor de ar com os soquetes no compartimento do ventilador.

i
<

Figura 29. Instalacéo do defletor de ar

Etapa 3. Abaixe o defletor de ar para dentro do chassi e pressione o defletor de ar até ajusta-lo firmemente.

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecgas. Consulte "Concluir a substituicdo de pegas" na pagina 171.
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Substituicao do backplane

Use estas informacdes para remover e instalar um backplane.

e "Remover o backplane da unidade frontal de 3,5 polegadas" na pagina 52

"Instalar o backplane da unidade frontal de 3,5 polegadas" na pagina 53
e "Remover o backplane da unidade traseira de 2,5 polegadas" na pagina 54

"Instalar o backplane da unidade traseira de 2,5 polegadas" na pagina 55

Remover o backplane da unidade frontal de 3,5 polegadas

Use estas informagdes para remover o backplane da unidade frontal de 3,5 polegadas.

Sobre esta tarefa

Atencao:
e | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Prepare o servidor.
a. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

b. Remova todas as unidades instaladas dos compartimentos de unidade.
Etapa 2. Registre as conexdes de cabos no backplane e, em seguida, desconecte todos os cabos do
backplane. Para obter detalhes, consulte "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal"

na pagina 174 e "Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175 Se os
conectores de cabos vierem com tampas protetoras contra poeira, recoloque-as.
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Etapa 3. Remova o backplane do chassi.

%o

Figura 30. Remocéo do backplane da unidade de 3,5 polegadas

a. © Solte os parafusos que fixam o backplane.

b. @ Incline o backplane e levante-o para retira-lo da bandeja da unidade.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugcoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o backplane da unidade frontal de 3,5 polegadas

Use estas informacdes para instalar o backplane da unidade frontal de 3,5 polegadas.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificagdo de inspe¢cdo seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém o backplane em qualquer superficie ndo pintada
na parte externa do servidor. Em seguida, remova o backplane do pacote e coloque-o em uma
superficie antiestatica.
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Etapa 2. Instale o backplane no lugar.

Figura 31. Instalando um backplane da unidade de 3,5"

a. Dinclineo backplane e coloque-o uniformemente no chassi.
b. O Aperte os parafusos e certifique-se de que o backplane esteja preso no lugar.

Etapa 3. Conecte os cabos ao conjunto de placa-mae e ao backplane. Para obter detalhes, consulte
"Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na pagina 174 e "Roteamento de cabos
de sinais do backplane frontal" na pagina 175. Se os conectores de cabos vierem com tampas
protetoras contra poeira, remova-as antes de conectar.

Depois de concluir

1. Reinstale todas as unidades nos compartimentos de unidade. Consulte "Instalar uma unidade frontal
hot-swap de 3,5 polegadas" na pagina 97.

2. Conclua a substituicdo de pecas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.

Remover o backplane da unidade traseira de 2,5 polegadas

Use estas informacdes para remover um backplane da unidade traseira de 2,5 polegadas.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Prepare o servidor.
a. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
b. Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.
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c. Remova todas as unidades instaladas dos compartimentos de unidade. Consulte o "Remover
uma unidade traseira hot-swap de 2,5 polegadas" na pagina 99.

Etapa 2. Registre as conexdes de cabos da unidade traseira de 2,5 polegadas e, em seguida, desconecte
todos os cabos dos backplanes. Para obter informagdes sobre roteamento de cabos do
backplane, consulte "Roteamento de cabos do backplane da unidade traseira" na pagina 179.

Etapa 3. Retire cuidadosamente o backplane da unidade traseira de 2,5 polegadas da gaiola de unidade
hot-swap traseira.

Figura 32. Remoc¢éo do backplane da unidade traseira de 2,5 polegadas

a. © Solte os parafusos que fixam o backplane traseiro.
b. @ Inclineo backplane conforme mostra a ilustracao.

c. © Deslize o backplane para fora da gaiola de unidade traseira.

Depois de concluir

Se vocé receber instrucdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrucoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o backplane da unidade traseira de 2,5 polegadas

Use estas informacdes para instalar o backplane da unidade traseira de 2,5 polegadas.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentagéo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.
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¢ Previna a exposicéo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Toque na embalagem antiestatica que contém o backplane em qualquer superficie ndo pintada na
parte externa do servidor. Em seguida, remova o backplane do pacote e coloque-o em uma
superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale o backplane traseiro na gaiola de unidade traseira.

Figura 33. Instalagao do backplane traseiro

a. Dinclineo backplane e insira a parte inferior nos clipes da gaiola de unidade.
b. @ Alinhe os orificios do parafuso no backplane e na gaiola de unidade.
c. © Aperte os parafusos e certifique-se de que o backplane traseiro esteja preso.

Etapa 3. Conecte os cabos ao conjunto de placa-mae e ao backplane. Consulte Capitulo 5 "Roteamento
de cabos internos" na pagina 173. Se os conectores de cabos vierem com tampas protetoras
contra poeira, remova-as antes de conectar.

Depois de concluir

1. Reinstale as unidades na gaiola de unidade hot-swap traseira. Consulte o "Instalar uma unidade traseira
hot-swap de 2,5 polegadas" na pagina 101.

2. Reinstale o conjunto de unidade no servidor. Consulte o "Instalar o conjunto de unidade traseira de 2,5
polegadas" na pagina 139.

3. Conclua a substituicdo de pecas. Consulte "Concluir a substituicdo de pecas" na pagina 171.

Substituicao do braco para organizacao de cabos (CMA) (apenas para
técnicos treinados)

Siga as instrucdes nesta secdo para remover e instalar o brago para organizagdo de cabos (CMA).

e "Remover o braco para organizacao de cabos (CMA) superior" na pagina 57
e ‘Instalar o braco para organizacao de cabos (CMA) superior" na pagina 59
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¢ "Remover o brago para organizacao de cabos (CMA) central" na pagina 62
e 'Instalar o braco para organizacao de cabos (CMA) central" na pagina 66
e "Remover o braco para organizacao de cabos (CMA) inferior" na pagina 69
e 'Instalar o braco para organizacao de cabos (CMA) inferior" na pagina 74

Remover o braco para organizacao de cabos (CMA) superior

Use estas informacgdes para remover o brago para organizagéo de cabos (CMA) superior.

Sobre esta tarefa

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033

S014

VAV

CUIDADO:
Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servico qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
e | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Se o servidor estiver instalado em um rack, remova o servidor do rack. Consulte "Remover o
servidor do rack" na pagina 41.

Etapa 2. Remova a tampa superior traseira. Consulte o "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
Etapa 3. Remova a tampa superior frontal.
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Figura 34. Remocéo da tampa superior

a. @ Use uma chave de fenda para remover os parafusos que prendem a tampa superior
frontal.

b. © Levantea tampa frontal para remové-la.

Etapa4. Remova os conjuntos de placariser 1 e 2. Consulte "Substituicao da placa riser e do adaptador

PCle" na pagina 143.

Etapa 5. Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.

Etapa 6. Retire a bandeja da unidade frontal com seguranca para obter acesso ao CMA superior.
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Figura 35. Estendendo o CMA superior
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Etapa 7. Desconecte todos os cabos que passam pelo CMA a ser removido. Para obter mais detalhes
sobre o roteamento de cabos, consulte "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal"
na pagina 174 e "Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175.

Etapa 8. Remova o CMA superior com os cabos conectados.

Figura 36. Removendo o CMA superior

a. @ Use uma chave de fenda para remover os parafusos que prendem o CMA superior.

b. © Levante o CMA e remova-o.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugcoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o braco para organizacao de cabos (CMA) superior

Siga as instrucdes nesta segéo para instalar o brago para organizagdo de cabos (CMA) superior.

Sobre esta tarefa

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033

So014
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CUIDADO:
Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servico qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
e Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacédo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Verifique o servidor e certifique-se de que:

e Todos os cabos, adaptadores e outros componentes estejam instalados e posicionados
corretamente e de que vocé nao tenha deixado ferramentas ou pecas soltas dentro do servidor.

e Todos os cabos internos estejam conectados e roteados corretamente. Consulte o Capitulo 5
"Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

Etapa 2. Instale o CMA superior.

Figura 37. Instalando o CMA superior

a. © Abaixe 0 CMA no chassi até que ambos os lados se alinhem aos orificios do parafuso no
chassi.

b. © Use uma chave de fenda para instalar os parafusos e prender o CMA.
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Etapa 3. Conecte todos os cabos que passam pelo CMA. Para obter mais detalhes sobre o roteamento de
cabos, consulte "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na pagina 174 e
"Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175.

Etapa 4. Empurre a bandeja da unidade frontal de volta para a posicéo.

Figura 38. Dobrando o CMA superior

Etapa 5. Instale o defletor de ar. Consulte "Instalar o defletor de ar" na pagina 50.

Etapa 6. Instale os conjuntos das placas riser 1 e 2. Consulte "Substituicado da placa riser e do adaptador
PCle" na pagina 143.

Etapa 7. Instale a tampa superior frontal no servidor.

Figura 39. Instalacédo da tampa superior frontal
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a. © Abaixe a tampa superior frontal no chassi até que os dois lados da tampa superior se
encaixem nas guias nos dois lados do chassi.

b. @ Use uma chave de fenda para instalar os parafusos e prender a tampa superior frontal.

Etapa 8. Instale a tampa superior traseira. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.
Etapa 9. Instale o servidor nos racks. Consulte o "Instalar o servidor no rack" na pagina 44.

Depois de concluir

Depois de instalar a tampa superior, conclua a substitui¢do das pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de
pecas" na pagina 171.

Remover o braco para organizacao de cabos (CMA) central

Use estas informacdes para remover o brago para organizagao de cabos (CMA) central.

Sobre esta tarefa

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033

So014

VAV

CUIDADO:
Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servico qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Se o servidor estiver instalado em um rack, remova o servidor do rack. Consulte "Remover o
servidor do rack" na pagina 41.
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Etapa 2. Remova a tampa superior traseira. Consulte o "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa 3.

Etapa 4.

Etapa 5.
Etapa 6.

Remova a tampa superior frontal.

Figura 40. Remocé&o da tampa superior

a. © Use uma chave de fenda para remover os parafusos que prendem a tampa superior
frontal.

b. @ Levantea tampa frontal para remové-la.

Remova os conjuntos de placa riser 1 e 2. Consulte "Substituicdo da placa riser € do adaptador
PCle" na pagina 143.

Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.

Retire as bandejas da unidade frontal com segurancga para obter acesso aos CMAs superior e
central.
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Figura 41. Estendendo os CMAs superior e central

a. © Retire primeiro o CMA central.
b. @ Retire 0 CMA superior.

Etapa 7. Desconecte todos os cabos que passam pelos CMAs a serem removidos. Para obter mais
detalhes sobre o roteamento de cabos, consulte "Roteamento de cabos de energia do backplane
frontal" na pagina 174 e "Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175.

Etapa 8. Remova o CMA superior com os cabos conectados.

Figura 42. Removendo o CMA superior

a. @ Use uma chave de fenda para remover os parafusos que prendem o CMA superior.

b. © Levante o CMA superior e remova-o.

64  Guia do Usuario do ThinkSystem HS350X V3



Etapa 9. Remova as unidades frontais da bandeja superior. Para a remoc¢ao da unidade frontal, consulte
"Remover uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas" na pagina 95.

Etapa 10. Remova a bandeja superior da unidade para obter acesso ao CMA central.

Figura 43. Removendo a bandeja superior da unidade

a. O Pressione as travas em ambos os lados para destravar a bandeja.
b. © Retire a bandeja superior.

Etapa 11. Remova o CMA central com os cabos conectados.

Figura 44. Removendo CMA central

a. @ Use uma chave de fenda para remover o parafuso que prende o CMA central.

b. © Levante o CMA central e remova-o.
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Depois de concluir

Se vocé receber instrucdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrucoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o braco para organizacao de cabos (CMA) central

Siga as instrugdes nesta secdo para instalar o brago para organizagao de cabos (CMA) superior.

Sobre esta tarefa

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033

So014

CUIDADO:
Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servico qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

e Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Verifique o servidor e certifique-se de que:

¢ Todos os cabos, adaptadores e outros componentes estejam instalados e posicionados
corretamente e de que vocé nado tenha deixado ferramentas ou pecas soltas dentro do servidor.

¢ Todos os cabos internos estejam conectados e roteados corretamente. Consulte o Capitulo 5
"Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

Etapa 2. Instale o CMA central.
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Figura 45. Instalando o CMA central
a. @ Abaixe o CMA central no chassi até que ambos os lados se alinhem aos orificios do
parafuso no chassi.

b. @ Use uma chave de fenda para instalar o parafuso e prender o CMA central.

Etapa 3. Instale a bandeja superior da unidade. Alinhe as travas nos dois lados da bandeja com o chassi e
empurre-a com seguranca nos trilhos.

Figura 46. Instalando a bandeja superior

Etapa 4. Instale as unidades frontais na bandeja superior da unidade. Para ver a instalagao da unidade
frontal, consulte "Instalar uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas" na pagina 97.

Etapa 5. Instale o CMA superior.
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Figura 47. Instalando o CMA superior

a. O Abaixe o CMA superior no chassi até que ambos os lados se alinhem aos orificios do
parafuso no chassi.

b. © Use uma chave de fenda para instalar os parafusos e prender o CMA superior.

Etapa 6. Conecte todos os cabos que passam pelos CMAs. Para obter mais detalhes sobre o roteamento
de cabos, consulte "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na pagina 174 e
"Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175.

Etapa 7. Empurre as bandejas da unidade frontal de volta para a posicéo.

Figura 48. CMAs dobraveis superior e central

a © Primeiro, empurre a bandeja superior da unidade para tras.
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b. @ Empurre a bandeja central da unidade.

Etapa 8. Instale o defletor de ar. Consulte "Instalar o defletor de ar" na pagina 50.

Etapa 9. Instale os conjuntos das placas riser 1 e 2. Consulte "Substituicdo da placa riser € do adaptador
PCle" na pagina 143.

Etapa 10. Instale a tampa superior frontal no servidor.

Figura 49. Instalac&o da tampa superior frontal

a. © Abaixea tampa superior frontal no chassi até que os dois lados da tampa superior se
encaixem nas guias nos dois lados do chassi.

b. @ Use uma chave de fenda para instalar os parafusos e prender a tampa superior frontal.

Etapa 11. Instale a tampa superior traseira. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.
Etapa 12. Instale o servidor nos racks. Consulte o "Instalar o servidor no rack" na pagina 44.

Depois de concluir

Depois de instalar a tampa superior, conclua a substituicdo das pecgas. Consulte "Concluir a substituicéo de
pecas" na pagina 171.

Remover o braco para organizacao de cabos (CMA) inferior

Use estas informagdes para remover o brago para organizagdo de cabos (CMA) inferior.

Sobre esta tarefa

£2N

S033
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CUIDADO:
Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

So014

CUIDADO:
Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servico qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

e Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Se o servidor estiver instalado em um rack, remova o servidor do rack. Consulte "Remover o
servidor do rack" na pagina 41.

Etapa 2. Remova a tampa superior traseira. Consulte o "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
Etapa 3. Remova a tampa superior frontal.

Figura 50. Remocéo da tampa superior

70  Guia do Usuério do ThinkSystem HS350X V3



a. © Use uma chave de fenda para remover os parafusos que prendem a tampa superior
frontal.

b. @ Levantea tampa frontal para remové-la.

Etapa 4. Remova os conjuntos de placariser 1 e 2. Consulte "Substituicdo da placa riser e do adaptador
PCle" na pagina 143.

Etapa 5. Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.

Etapa 6. Retire as bandejas da unidade frontal com seguranca para obter acesso aos CMAs superior e
central.

Figura 51. Estendendo os CMAs dobraveis superior, central e inferior

a. © Retire primeiro o CMA inferior.
b. @ Em seguida, retire o CMA central.
c. © Retire 0 CMA superior.

Etapa 7. Desconecte todos os cabos que passam pelos CMAs a serem removidos. Para obter mais
detalhes sobre o roteamento de cabos, consulte "Roteamento de cabos de energia do backplane
frontal" na pagina 174 e "Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175.

Etapa 8. Remova o CMA superior com os cabos conectados.
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Figura 52. Removendo o CMA superior

a. @ Use uma chave de fenda para remover os parafusos que prendem o CMA superior.
b. © Levante o CMA superior e remova-o.

Etapa 9. Remova as unidades frontais da bandeja superior. Para a remocéao da unidade frontal, consulte
"Remover uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas" na pagina 95.

Etapa 10. Remova a bandeja superior da unidade para obter acesso ao CMA central.

Figura 53. Removendo a bandeja superior da unidade

a. @ Pressione as travas em ambos os lados para destravar a bandeja.

b. © Retirea bandeja superior.

Etapa 11. Remova o CMA central com os cabos conectados.
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Figura 54. Removendo CMA central

a. @ Use uma chave de fenda para remover o parafuso que prende o CMA central.
b. @ Levante o CMA central e remova-o.

Etapa 12. Remova as unidades frontais da bandeja central da unidade. Para a remocao da unidade frontal,
consulte "Remover uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas" na pagina 95.

Etapa 13. Remova a bandeja central da unidade para obter acesso ao CMA inferior.

Figura 55. Removendo a bandeja central da unidade

a. © Pressione as travas em ambos os lados para destravar a bandeja.
b. © Retirea bandeja central.

Etapa 14. Remova o CMA inferior com os cabos conectados.
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Figura 56. Removendo o CMA inferior

a. @ Use uma chave de fenda para remover o parafuso que prende o CMA inferior.

b. ©® Levante o CMA inferior e remova-o.

Depois de concluir

Se vocé receber instrucdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugcdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o braco para organizacao de cabos (CMA) inferior

Siga as instrucdes nesta secdo para instalar o brago para organizagdo de cabos (CMA) inferior.

Sobre esta tarefa

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033
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CUIDADO:
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Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servico qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e

manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Verifique o servidor e certifique-se de que:
¢ Todos os cabos, adaptadores e outros componentes estejam instalados e posicionados
corretamente e de que vocé nio tenha deixado ferramentas ou pecgas soltas dentro do servidor.

¢ Todos os cabos internos estejam conectados e roteados corretamente. Consulte o Capitulo 5
"Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

Etapa 2. Instale o CMA inferior.

Figura 57. Instalando o CMA inferior

a. @ Abaixe o CMA inferior no chassi até que ambos os lados se alinhem aos orificios do
parafuso no chassi.

b. @ Use uma chave de fenda para instalar os parafusos e prender o CMA inferior.

Etapa 3. Instale a bandeja central da unidade. Alinhe as travas nos dois lados da bandeja com o chassi e
empurre-a com segurancga nos trilhos.

Capitulo 4. Procedimentos de substituicio de hardware 75



Figura 58. Instalando a bandeja central

Etapa 4. Instale as unidades frontais na bandeja central da unidade. Para ver a instalacao da unidade
frontal, consulte "Instalar uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas" na pagina 97.

Etapa 5. Instale o CMA central.

Figura 59. Instalando o CMA central
a. @ Abaixe o CMA central no chassi até que ambos os lados se alinhem aos orificios do
parafuso no chassi.

b. © Use uma chave de fenda para instalar os parafusos e prender o CMA central.

Etapa 6. Instale a bandeja superior da unidade. Alinhe as travas em ambos os lados da bandeja com o
chassi e empurre-a nos trilhos.
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Figura 60. Instalando a bandeja superior

Etapa 7. Instale as unidades frontais na bandeja superior da unidade. Para ver a instalagcao da unidade
frontal, consulte "Instalar uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas" na pagina 97.

Etapa 8. Instale o CMA superior.

Figura 61. Instalando o CMA superior

a. @ Abaixe o CMA superior no chassi até que ambos os lados se alinhem aos orificios do
parafuso no chassi.

b. @ Use uma chave de fenda para instalar os parafusos e prender o CMA superior.

Etapa 9. Conecte todos os cabos que passam pelos CMAs. Para obter mais detalhes sobre o roteamento
de cabos, consulte "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na pagina 174 e
"Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175.

Etapa 10. Empurre as bandejas da unidade frontal de volta para a posicao.
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Figura 62. CMAs dobraveis superior, central e inferior

a © Primeiro, empurre a bandeja superior da unidade para tras.
b. @ Em seguida, empurre a bandeja central da unidade.
c. O Empurre a bandeja inferior da unidade.
Etapa 11. Instale o defletor de ar. Consulte "Instalar o defletor de ar" na pagina 50.

Etapa 12. Instale os conjuntos das placas riser 1 e 2. Consulte "Substituicdo da placa riser e do adaptador
PCle" na pagina 143.

Etapa 13. Instale a tampa superior frontal no servidor.

Figura 63. Instalacdo da tampa superior frontal
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a. O Abaixea tampa superior frontal no chassi até que os dois lados da tampa superior se
encaixem nas guias nos dois lados do chassi.

b. @ Use uma chave de fenda para instalar os parafusos e prender a tampa superior frontal.

Etapa 14. Instale a tampa superior traseira. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.
Etapa 15. Instale o servidor nos racks. Consulte o "Instalar o servidor no rack" na pagina 44.

Depois de concluir

Depois de instalar a tampa superior, conclua a substituicdo das pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de
pecas" na pagina 171.

Substituicao da bateria do CMOS

Use estas informacdes para remover e instalar a bateria do CMOS.
O servidor oferece suporte a dois tipos de bateria CMOS. Consulte as se¢des abaixo para remover ou
instalar a bateria fornecida.

e "Remover a bateria do CMOS" na pagina 79
e ‘'Instalar a bateria do CMOS" na pagina 81

Remover a bateria do CMOS

Use estas informagdes para remover a bateria CMOS.

Sobre esta tarefa

As dicas a seguir descrevem informagoes que devem ser consideradas ao remover a bateria CMOS.

¢ A Lenovo projetou este produto tendo em mente a sua seguranca. A bateria CMOS deve ser manuseada
corretamente para evitar possivel perigo. Se vocé substituir a bateria CMOS, devera aderir a leis ou
regulamentos locais sobre descarte da bateria.

¢ Se vocé substituir a bateria de litio original por uma de metal pesado ou por uma com componentes de
metal pesado, esteja ciente da seguinte consideracdo ambiental. Baterias e acumuladores que
contenham metais pesados ndo devem ser descartados com o lixo doméstico comum. Eles deveréo ser
recolhidos gratuitamente pelo fabricante, distribuidor ou representante, para serem reciclados ou
descartados da maneira apropriada.

Nota: Depois de substituir a bateria CMOS, vocé devera reconfigurar o servidor e redefinir a data e hora do
sistema.
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S004

CUIDADO:

Ao substituir a bateria de litio, utilize apenas uma bateria Lenovo com numero de peca especificado
ou um tipo de bateria equivalente recomendado pelo fabricante. Se o seu sistema possui um médulo
com uma bateria de litio, substitua-o apenas por um médulo do mesmo tipo e do mesmo fabricante. A
bateria contém litio e pode explodir se nao for utilizada, manuseada ou descartada da forma correta.

Néo:

¢ Jogue nem insira na agua

¢ Exponha a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F)
¢ Conserte nem desmonte

Descarte a bateria conforme requerido pelas ordens ou regulamentacoes locais.

S002

7l

CUIDADO:

O botao de controle de energia no dispositivo e o botao liga/desliga na fonte de alimentagcao nao
desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um cabo
de alimentacao. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todos os
cabos de energia estao desconectados da fonte de alimentacao.

Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

e Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
Etapa2. Remova as pegas e desconecte os cabos que possam impedir seu acesso a bateria CMOS.
Etapa 3. Localize a bateria do CMOS. Consulte "Conectores da Placa-mae" na pagina 14.
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Etapa 4. Abra o clipe da bateria conforme mostrado e retire cuidadosamente a bateria do CMOS do
soquete.
Atencao:

¢ A falha em remover a bateria CMOS corretamente pode danificar o soquete na placa-mae.
Qualquer dano ao soquete poderia requerer a substituicdo da placa-mae.

¢ N3&o incline nem empurre a bateria CMOS usando forca excessiva.

Figura 64. Remocé&o da bateria CMOS (1)

1. @ Pressione o clipe no soquete da bateria CMOS.
2. ® Remova a bateria do CMOS.

Y

Figura 65. Remocéo da bateria CMOS (2)

1. © Retire a bateria CMOS do soquete com uma chave de fenda de lamina plana (3 mm de
largura da ponta) conforme ilustrado acima.

2. ® Remova a bateria do CMOS.

Depois de concluir
1. Instale uma nova bateria CMOS. Consulte "Instalar a bateria do CMOS" na pagina 81.

2. Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as
instrucdes do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

3. Descarte a bateria CMOS conforme requerido pelas ordens ou regulamentagdes locais.

Instalar a bateria do CMOS

Use estas informacdes para instalar a bateria CMOS.

Sobre esta tarefa

As dicas a seguir descrevem informagdes que devem ser consideradas ao instalar a bateria CMOS.
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¢ A Lenovo projetou este produto tendo em mente a sua seguranca. A bateria CMOS deve ser manuseada
corretamente para evitar possivel perigo. Se vocé substituir a bateria CMOS, devera aderir a leis ou
regulamentos locais sobre descarte da bateria.

e Se vocé substituir a bateria de litio original por uma de metal pesado ou por uma com componentes de
metal pesado, esteja ciente da seguinte consideracdo ambiental. Baterias e acumuladores que
contenham metais pesados ndo devem ser descartados com o lixo doméstico comum. Eles deverao ser
recolhidos gratuitamente pelo fabricante, distribuidor ou representante, para serem reciclados ou
descartados da maneira apropriada.

Nota: Depois de substituir a bateria CMOS, vocé devera reconfigurar o servidor e redefinir a data e hora do
sistema.

S004

CUIDADO:

Ao substituir a bateria de litio, utilize apenas uma bateria Lenovo com numero de peca especificado
ou um tipo de bateria equivalente recomendado pelo fabricante. Se o seu sistema possui um médulo
com uma bateria de litio, substitua-o apenas por um médulo do mesmo tipo e do mesmo fabricante. A
bateria contém litio e pode explodir se nao for utilizada, manuseada ou descartada da forma correta.

Né&o:

¢ Jogue nem insira na agua

e Exponha a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F)
e Conserte nem desmonte

Descarte a bateria conforme requerido pelas ordens ou regulamentacgoes locais.

S002

7l

CUIDADO:

O botao de controle de energia no dispositivo e o botéao liga/desliga na fonte de alimentagcao nao
desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um cabo
de alimentacao. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todos os
cabos de energia estao desconectados da fonte de alimentacao.

Atencao:

¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacéo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

* Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
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manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a bateria do CMOS em qualquer superficie ndo
pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova a bateria do CMOS da embalagem.

Etapa 2. Instale a bateria do CMOS. Certifique-se de que a bateria CMOS esteja encaixada no lugar.

Figura 67. Instalagcdo da bateria CMOS (2)

Nota: Antes de instalar a bateria no soquete, o lado positivo deve estar voltado para cima.

a. @ Incline a bateria e insira-a no soquete. Verifique se a bateria esta encaixada no clipe de
metal.

b. © Pressione a bateria para baixo até se encaixar no soquete.

Depois de concluir
1. Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicdo de pecas" na pagina 171.
2. Utilize o BIOS para definir a data, a hora e quaisquer senhas.

Substituicao do Médulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)

Use estas informacdes para remover e instalar o Moédulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM).

e "Remover o Médulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)" na pagina 83
e ‘Instalar o Médulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)" na pagina 84

Remover o Médulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)

Siga as instrucbes nesta secdo para remover o Médulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM).

Sobre esta tarefa

Atencao:
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e |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior traseira. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa 2. Remova o DC-SCM. Segure as bordas do suporte com as duas maos e retire o DC-SCM do
chassi.

Figura 68. Remogédo do DC-SCM

Etapa 3. Coloque o DC-SCM substituido em uma superficie limpa e resistente e mantenha sempre a lateral
com os conectores voltada para cima.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o Médulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)

Siga as instrugdes nesta secdo para instalar o Médulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM).

Sobre esta tarefa
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Atencao:

¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém o novo DC-SCM em qualquer superficie nao
pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o DC-SCM do pacote e coloque-o em
uma superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale o DC-SCM no chassi. Alinhe o DC-SCM com o slot na placa-mae, os pinos-guia no chassi
€ 0 soquete na parede traseira. Pressione-o para baixo até que esteja bem encaixado.

Figura 69. Instalagcdo do DC-SCM

Etapa 3. Instale a tampa superior. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecgas. Consulte "Concluir a substituicdo de pegas" na pagina 171.
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Substituicao do compartimento do ventilador e do ventilador do sistema

Use estas informacdes para remover e instalar um compartimento do ventilador e um ventilador do sistema.

e "Remover um compartimento do ventilador" na pagina 86

"Instalar um compartimento do ventilador" na pagina 87
e "Remover um ventilador do sistema" na pagina 88

"Instalar um ventilador do sistema" na pagina 90

Remover um compartimento do ventilador

Siga as instrucdes nesta secao para remover um compartimento do ventilador.

Sobre esta tarefa

Atencao:

e | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa 2. Remova o cabo que passa pelos clipes do defletor de ar.

Etapa 3. Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.

Etapa 4. Remova os ventiladores do sistema. Consulte "Remover um ventilador do sistema" na pagina 88.

Etapa 5. Desconecte os cabos dos ventiladores do sistema 4 e 5 que estdo integrados no compartimento
do ventilador. Para obter mais detalhes, consulte "Roteamento de cabos dos ventiladores do
sistema" na pagina 181.

Etapa 6. Remova o compartimento do ventilador.
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Figura 70. Remocé&o da caixa do ventilador

a. © Solte os parafusos do compartimento do ventilador e da parede intermediaria.

b. © Levanteo compartimento do ventilador do chassi.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar um compartimento do ventilador

Siga as instru¢des nesta secdo para instalar um compartimento do ventilador.

Sobre esta tarefa

Atencao:

Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificagdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentagao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1.

Encoste a embalagem antiestatica que contém o compartimento do ventilador em qualquer
superficie ndo pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o compartimento do
ventilador do pacote e coloque-o em uma superficie antiestatica.
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Etapa 2. Instale o compartimento do ventilador.

Figura 71. Instalagé&o da grade de ventiladores

a. @ Alinhe os orificios do parafuso no compartimento do ventilador, na parede intermediaria e
no chassi.

b. @ Aperte os parafusos na parede intermediaria.
Etapa 3. Instale o ventilador do sistema. Consulte "Instalar um ventilador do sistema" na pagina 90.
Etapa 4. Instale o defletor de ar. Consulte "Instalar o defletor de ar" na pagina 50.
Etapa 5. Instale a tampa superior. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

Conclua a substituicdo de pecas. Consulte "Concluir a substituicdo de pecas" na pagina 171.

Remover um ventilador do sistema

Use estas informacdes para remover um ventilador do sistema. Vocé pode remover um ventilador hot-swap
sem desligar o servidor, 0 que ajuda a evitar interrupgdes significativas no funcionamento do sistema.

Sobre esta tarefa
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S033

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S017

CUIDADO:

Laminas méveis do ventilador perigosas nas proximidades. Mantenha os dedos e outras partes do

corpo a distancia.

Atencao:

¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificagdo de inspe¢cdo seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacgao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
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Etapa 2. Segure as abas do ventilador nas duas pontas do ventilador do sistema e retire-o lentamente do
servidor.

Figura 72. Remocé&o do ventilador do sistema

a O Aperte o ponto de toque azul no ventilador do sistema.

b. @ Levante o ventilador do sistema para fora do compartimento do ventilador.

Depois de concluir

1. Instale um novo ventilador do sistema ou um preenchimento de ventilador para cobrir o local. Consulte
"Instalar um ventilador do sistema" na pagina 90.

2. Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as
instrugdes do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar um ventilador do sistema

Use estas informacdes para instalar um ventilador do sistema. Vocé pode instalar um ventilador hot-swap
sem desligar o servidor, o que ajuda a evitar interrupgdes significativas no funcionamento do sistema.

Sobre esta tarefa
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S033

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S017

CUIDADO:
Laminas méveis do ventilador perigosas nas proximidades. Mantenha os dedos e outras partes do
corpo a distancia.

Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificagdo de inspe¢cdo seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacgao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Toque a embalagem antiestatica que contém o ventilador do sistema em qualquer superficie ndo
pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o ventilador do sistema do pacote e
coloque-o em uma superficie antiestatica.
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Etapa 2. Instale o ventilador do sistema.

Figura 73. Instalacéo do ventilador do sistema

a O Aperte o ponto de toque azul no ventilador do sistema.
b. @ Instale o ventilador do sistema no compartimento do ventilador.

Etapa 3. Instale a tampa superior. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.

Substituicao da porca Torx T30 do dissipador de calor

Use estas informacdes para remover e instalar uma porta Torx T30 do dissipador de calor.

¢ "Remover uma porca Torx T30 do dissipador de calor" na pagina 92
e "Instalar uma porca Torx T30 do dissipador de calor" na pagina 94

Remover uma porca Torx T30 do dissipador de calor

Esta tarefa tem instrucdes para remover uma porca de PEEK (poliéster-éter-cetona) Torx T30 no dissipador
de calor.

Sobre esta tarefa

Atencao:
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¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

e Nao encoste nos contatos do processador. Contaminadores nos contatos do processador, como 6leo da
sua pele, podem causar falhas de conexao.

Nota: O dissipador de calor, o processador e a portadora do processador do sistema podem ser diferentes
dos mostrados nas ilustragdes.

Procedimento

Etapa 1.

Etapa 2.

Faca as preparacgdes para essa tarefa.
a. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
b. Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.

c. Remova o PHM. Consulte "Remover um processador e um dissipador de calor" na pagina
123.

Remova a porca Torx T30.

Figura 74. Removendo uma porca Torx T30 do dissipador de calor

Nota: Nao toque os contatos dourados na parte inferior do processador.
a. ©aGireas presilhas anti-inclinagao para dentro.

b. @ Empurre a borda superior da porca Torx T30 em diregdo ao centro do dissipador de calor
até que ela se encaixe.

c. ©®Removaa porca Torx T30.
Atencao: Inspecione visualmente a porca Torx T30 removida, se a porca estiver rachada ou

danificada, certifique-se de que nenhum residuo ou pecas quebradas sejam deixadas dentro
do servidor.

Depois de concluir

1. Instale uma nova porca Torx T30. Consulte "Instalar uma porca Torx T30 do dissipador de calor" na
pagina 94.
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2. Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as
instrugdes do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar uma porca Torx T30 do dissipador de calor

Esta tarefa tem instrugdes para instalar uma porca de PEEK (poliéster-éter-cetona) Torx T30 no dissipador
de calor.

Sobre esta tarefa

Atencao:
e Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificagdo de inspegéo segurancga” na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacédo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

¢ Na&o encoste nos contatos do processador. Contaminadores nos contatos do processador, como 6leo da
sua pele, podem causar falhas de conexao.

Nota: O dissipador de calor, o processador e a portadora do processador do sistema podem ser diferentes
dos mostrados nas ilustragdes.

Procedimento
Etapa 1. Instale a porca Torx T30.

Figura 75. Instalando uma porca Torx T30 no dissipador de calor

Nota: Nao toque os contatos dourados na parte inferior do processador.

a. O Gireas presilhas anti-inclinagéo para dentro.
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b. @ Posicione a porca Torx T30 sob a al¢a anti-inclinagao; em seguida, alinhe a porca Torx T30
ao soquete em um angulo como mostrado.

c. © Empurre a borda inferior da porca Torx T30 no soquete até que se encaixe no lugar.
Certifique-se de que a porca Torx T30 esteja presa nas quatro presilhas do soquete.

Depois de concluir
1. Reinstale o PHM. Consulte "Instalar um processador e um dissipador de calor" na pagina 128.
2. Conclua a substituicao de pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de pecas" na pagina 171.

Substituicao de unidades hot-swap

Use estas informacdes para remover e instalar uma unidade hot-swap. Vocé pode remover ou instalar uma
unidade hot-swap sem desligar o servidor, o que ajuda a evitar interrupgdes significativas no funcionamento
do sistema.

Notas:

e O termo "unidade hot-swap" refere-se a todos os tipos com suporte de unidades de disco rigido hot-
swap, unidade de estado solido hot-swap e unidades NVMe hot-swap.

¢ Use a documentacgao fornecida com a unidade e siga as instrug¢des, além das instrugdes neste topico.

¢ Aintegridade da interferéncia eletromagnética (EMI) e o resfriamento do servidor sdo protegidos tendo
todos os compartimentos de unidade cobertos ou ocupados.

e Para evitar danos aos conectores da unidade, certifique-se de que a tampa superior esteja no lugar e
completamente fechada sempre que vocé instalar ou remover uma unidade.

e Para assegurar que as unidades sejam retornadas ao slot e ao local da bandeja anteriores e para evitar
problemas e falhas da matriz RAID, grave o slot da unidade e o local da bandeja antes de remover as
unidades das posicdes atuais.

¢ "Remover uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas" na pagina 95

e 'Instalar uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas" na pagina 97

¢ "Remover uma unidade traseira hot-swap de 2,5 polegadas" na pagina 99
e 'Instalar uma unidade traseira hot-swap de 2,5 polegadas" na pagina 101

Remover uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas

Siga as instrucdes nesta segéo para remover uma unidade frontal.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Etapa 1. Puxe a bandeja da unidade para fora com seguranca até que a unidade a ser removida esteja
totalmente acessivel.
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Figura 76. Estendendo a bandeja da unidade

a. @ Vire ambas as travas da bandeja para a posicao aberta, conforme mostra a ilustracao.
b. @ Puxea bandeja com seguranca pela al¢a azul.
Nota: Ao retirar a bandeja, preste atencao nos cabos que passam pelo brago para
organizacao de cabos (CMA). Se os cabos forem deslocados, sera necessario redireciona-

los. Para obter detalhes, consulte "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na
pagina 174 e "Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175.

Etapa 2. Remova uma unidade de disco rigido frontal com seu suporte.

Figura 77. Abrindo o suporte da unidade

a. @ Abrao suporte da unidade totalmente até que ele pare em 90 graus, e a unidade sera
desacoplada do backplane automaticamente.
b. @ Levante a unidade pela algca de suporte.

Etapa 3. Desengate a unidade do suporte.
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Figura 78. Liberando a unidade

a. © Removaos parafusos que prendem o suporte a unidade.
b. O Empurre um lado do suporte para o lado para soltar o pino inserido na unidade.

c.  ®incline a unidade e puxe-a para remové-la do suporte.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar uma unidade frontal hot-swap de 3,5 polegadas

Siga as instrug¢des nesta secdo para instalar uma unidade frontal.

Sobre esta tarefa

Atencao:

e Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacdo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.
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Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a unidade de disco rigido em qualquer superficie
nao pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova a unidade frontal do pacote e
coloque-a em uma superficie antiestatica.

Etapa 2. Monte a unidade de disco rigido e o suporte da unidade.

Figura 79. Montando uma unidade e suporte

© Incline a unidade e alinhe o orificio com o pino em um lado do suporte.

(2 Empurre o outro lado do suporte para abrir.

© T ®

© Insirao pino do outro lado da unidade.
d. O Instale os parafusos e certifique-se de que o suporte esteja preso.

Etapa 3. Instale a unidade com suporte na bandeja.
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Figura 80. Colocando a unidade na bandeja

a. O Alinhe os parafusos e pinos-guia has unidades com as ranhuras na bandeja.

b. ® vVirea alca de suporte para baixo até que ela pare, e a unidade sera conectada ao
backplane automaticamente.

Etapa 4. Feche com seguranca a bandeja da unidade.

Figura 81. Fechando e travando a bandeja

a © Empurre com segurancga a bandeja da unidade totalmente para dentro pela alga azul.

b. © Vire as duas travas da bandeja para prendé-la de modo que ela ndo deslize para fora.
Depois de concluir

Conclua a substituicao de pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de pecas" na pagina 171.

Remover uma unidade traseira hot-swap de 2,5 polegadas

Use estas informacdes para remover uma unidade traseira hot-swap de 2,5 polegadas.

Sobre esta tarefa
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As notas a seguir descrevem as informacgdes que vocé deve considerar para esta tarefa:

¢ Assegure-se de ter feito backup dos dados em sua unidade, especialmente se ela fizer parte de uma
matriz RAID.

— Antes de fazer alteragdes em unidades, adaptadores RAID ou painéis traseiros de unidades, faga o
backup de todos os dados importantes armazenados nas unidades.

— Antes de remover algum componente de uma matriz RAID, faga backup de todas as informagdes de
configuracéo do RAID.

Atencao:
e Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

e Para garantir que ha resfriamento adequado do sistema, ndo opere o servidor por mais de dois minutos
sem uma unidade ou um preenchimento de unidade instalado em cada compartimento.

Procedimento
Etapa 1. Remova uma unidade hot-swap.

Figura 82. Remover uma unidade hot-swap

a. O Deslize atravade liberacdo para a esquerda para abrir a alga da bandeja da unidade.
b. © Abraa alca da unidade.

c. © Deslize a unidade para fora do compartimento de unidade.

Depois de concluir

Se vocé receber instrucdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.
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Instalar uma unidade traseira hot-swap de 2,5 polegadas

Use estas informacgdes para instalar uma unidade traseira hot-swap de 2,5 polegadas.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ |eia "Diretrizes de instalagao" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

e Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéao, e

manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a unidade em qualquer superficie ndo pintada na
parte externa do servidor. E, em seguida, remova a nova unidade do pacote e coloque-a em uma
superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale a unidade no compartimento de unidade.

Figura 83. Instalagcé&o de unidades hot-swap

a © Certifique-se de que a alca da bandeja da unidade esteja na posicao aberta. Deslize a
unidade no compartimento até encaixa-la na posicao correta.

b. © Fechea alca da bandeja da unidade para trava-la no lugar.

Etapa 3. Verifiqgue os LEDs de unidade para verificar se a unidade esta funcionando normalmente. Para
obter detalhes, consulte "LEDs do backplane frontal e LEDs da unidade traseira" na pagina 24.

Etapa 4. Se necessario, continue a instalar unidades hot-swap adicionais.

Depois de concluir

1. Reinstale todas as unidades nos compartimentos de unidade. Consulte o "Instalar uma unidade traseira
hot-swap de 2,5 polegadas" na pagina 101.

2. Conclua a substituicao de pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de pegas" na pagina 171.
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Substituicao da unidade da fonte de alimentacao hot-swap

Use estas informacgdes para remover e instalar uma unidade de fonte de alimentacéo hot-swap.

¢ "Remover uma unidade da fonte de alimentacao hot-swap" na pagina 102
¢ ‘Instalar uma unidade de fonte de alimentac&o hot-swap" na pagina 104

Remover uma unidade da fonte de alimentacao hot-swap

Use estas informacdes para remover uma unidade de fonte de alimentacao.

Sobre esta tarefa

Se a unidade de fonte de alimentacao a ser removida for a Unica instalada, ela nao sera hot-swap. Antes de
remové-la, vocé deve desligar o servidor primeiro. Para oferecer suporte ao modo de redundancia ou hot-
swap, instale uma unidade de fonte de alimentacéo hot-swap adicional.

Informacgoes de seguranca para fontes de alimentagao CA

S035

CUIDADO:

Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentacao nem qualquer peca que tenha essa etiqueta
anexada. Qualquer componente que tiver esta etiqueta possui voltagem, correntes e niveis de energia
perigosos. Nenhuma peca localizada no interior desses componentes pode ser consertada. Se vocé
suspeitar de um problema com uma dessas pecas, entre em contato com um técnico de servico.

S002

/|

CUIDADO:

O botao de controle de energia no dispositivo e o botao liga/desliga na fonte de alimentacao nao
desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um cabo
de alimentacao. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todos os
cabos de energia estao desconectados da fonte de alimentacao.

v/

S001

AL
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APERIGO

Corrente elétrica proveniente de cabos de energia, de telefone e de comunicacao é perigosa.
Para evitar risco de choque elétrico:

¢ Conecte todos os cabos de alimentacao a fontes/tomadas corretamente instaladas e aterradas.

¢ Conecte todos os equipamentos que serao conectados a este produto as fontes/tomadas
adequadamente instaladas.

¢ Quando possivel, utilize apenas uma das maos para conectar ou desconectar cabos de sinal.
¢ Nunca ligue nenhum equipamento quando houver evidéncia de fogo, agua ou danos estruturais.

¢ O dispositivo pode ter mais de um cabo de alimentagao, para remover toda a corrente elétrica do
dispositivo, assegure-se de que todos os cabos de alimentacao estejam desconectados da fonte
de alimentacao.

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR
EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the
equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment
will not be covered by the manufacturers’ warranty.

CUIDADO:

Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentacdao nem qualquer peca que tenha essa etiqueta
anexada. Qualquer componente que tiver esta etiqueta possui voltagem, correntes e niveis de energia
perigosos. Nenhuma peca localizada no interior desses componentes pode ser consertada. Se vocé
suspeitar de um problema com uma dessas pecas, entre em contato com um técnico de servico.

S035

Atencao:

¢ Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecio seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalaco, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Desconecte o cabo de alimentagédo da unidade da fonte de alimentacg&o hot-swap.

¢ Para unidades de fonte de alimentacdo CA, desconecte ambas as extremidades do cabo de
alimentagao e guarde-o em um local com protegéo eletrostatica.

Nota: Se estiver substituindo duas unidades de fonte de alimentagéo, substitua as fontes de
alimentagdo uma por vez para garantir que a fonte de alimentacao para o servidor ndo seja
interrompida. Nao desconecte o cabo de alimentacao da fonte de alimentacdo substituida pela
segunda vez até que o LED de saida de energia da unidade de fonte de alimentacdo substituida
pela primeira vez esteja aceso. Para saber o local do LED de saida de energia, consulte "LED na
unidade da fonte de alimentacao" na pagina 26.

Capitulo 4. Procedimentos de substituicdo de hardware 103



Etapa 2. Pressione a guia de liberacdo na diregdo da alca e puxe-a com cuidado ao mesmo tempo para
deslizar a unidade da fonte de alimentacao hot-swap para fora do chassi.

Figura 84. Remocé&o da fonte de alimentac&o hot-swap

a. O Levantea alga de puxar na unidade da fonte de alimentacéo.
b. © Pressione a trava na diregcdo mostrada.

c. O Puxe aunidade da fonte de alimentagéo para fora do chassi.

Depois de concluir
1. Instale uma nova unidade da fonte de alimentacdo. Consulte o "Instalar uma unidade de fonte de
alimentacao hot-swap" na pagina 104.

Importante: Para garantir o resfriamento durante a operagdo normal do servidor, os dois
compartimentos de fonte de alimentagdo devem ser ocupados. Isso significa que cada compartimento
deve ter uma unidade da fonte de alimentacao instalada.

2. Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as
instrugdes do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar uma unidade de fonte de alimentacao hot-swap

Use estas informagdes para instalar uma unidade da fonte de alimentagao hot-swap.

Sobre esta tarefa
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As dicas a seguir descrevem as informacdes que devem ser consideradas ao instalar uma unidade de fonte
de alimentacéo:

¢ Se a unidade de fonte de alimentacao a ser removida for a Unica instalada, ela nao sera hot-swap. Antes
de remové-la, vocé deve desligar o servidor primeiro. Para oferecer suporte ao modo de redundancia ou
hot-swap, instale uma unidade de fonte de alimentagao hot-swap adicional.

¢ Se vocé estiver substituindo a fonte de alimentagao existente por uma nova fonte de alimentagéo:

— Anexe a etiqueta de informacdes de energia que vem com essa opc¢ao na etiqueta existente localizada
na fonte de alimentacao.

XXXW -~ AC

FHERE XXX-XXXV

er:t R E R /XXX XKKV
D DESE X X/XXA
Ll | BEB= x xxnz

BEAE

I3
AL B
i
53

= RE

Figura 85. Etiqueta de exemplo da unidade de fonte de alimentagcdo na tampa superior

Informacoes de seguranca para fontes de alimentacao CA

CUIDADO:

Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentacao nem qualquer peca que tenha essa etiqueta
anexada. Qualquer componente que tiver esta etiqueta possui voltagem, correntes e niveis de energia
perigosos. Nenhuma peca localizada no interior desses componentes pode ser consertada. Se vocé
suspeitar de um problema com uma dessas pecas, entre em contato com um técnico de servico.

S035

S002

7l

CUIDADO:

O botao de controle de energia no dispositivo e o botao liga/desliga na fonte de alimentacao nao
desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um cabo
de alimentacao. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todos os
cabos de energia estao desconectados da fonte de alimentacgao.

S001
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&PERIGO

Corrente elétrica proveniente de cabos de energia, de telefone e de comunicacao é perigosa.
Para evitar risco de choque elétrico:

¢ Conecte todos os cabos de alimentacao a fontes/tomadas corretamente instaladas e aterradas.

¢ Conecte todos os equipamentos que serao conectados a este produto as fontes/tomadas
adequadamente instaladas.

¢ Quando possivel, utilize apenas uma das maos para conectar ou desconectar cabos de sinal.
¢ Nunca ligue nenhum equipamento quando houver evidéncia de fogo, agua ou danos estruturais.

¢ O dispositivo pode ter mais de um cabo de alimentacao, para remover toda a corrente elétrica do
dispositivo, assegure-se de que todos os cabos de alimentacao estejam desconectados da fonte
de alimentacao.

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR
EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the
equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment
will not be covered by the manufacturers’ warranty.

S035

N

CUIDADO:

Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentacao nem qualquer peca que tenha essa etiqueta
anexada. Qualquer componente que tiver esta etiqueta possui voltagem, correntes e niveis de energia
perigosos. Nenhuma peca localizada no interior desses componentes pode ser consertada. Se vocé
suspeitar de um problema com uma dessas pecas, entre em contato com um técnico de servico.

Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Toque a embalagem antiestatica que contém a unidade da fonte de alimentagéo hot-swap em
qualquer superficie nao pintada na parte externa do servidor. E, em seguida, remova a unidade da
fonte de alimentagao hot-swap do pacote e coloque-a em uma superficie antiestatica.

Etapa 2. Deslize a nova unidade de fonte de alimentagao hot-swap para dentro do compartimento até que
ela se encaixe na posicao.
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Figura 86. Instalacéo da fonte de alimentacéo hot-swap

Etapa 3. Conecte a unidade da fonte de alimentacdo a uma tomada aterrada adequadamente.

Depois de concluir

Se o servidor estiver desligado, ligue-o. Garanta que o LED de entrada de energia e o LED de saida de
energia na unidade de fonte de alimentacao estejam acesos, indicando que a unidade de fonte de
alimentacgao esta operando corretamente.

Substituicao do médulo de memédria

Use os seguintes procedimentos para remover e instalar um médulo de meméria.

¢ "Remover um médulo de memdria" na pagina 107
e 'Instalar um médulo de memdria" na pagina 109

Remover um modulo de memoaria

Use estas informacgdes para remover um médulo de meméria.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecéo seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentagéo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalaco, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

¢ Se vocé néo estiver instalando um médulo de memodria de substituigdo no mesmo slot, certifique-se de
ter o preenchimento do médulo de memoaria disponivel.
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¢ Modulos de memoéria sdo sensiveis a descargas eletrostaticas e requerem manipulagao especial.
Consulte as diretrizes padrao para "Manipulando dispositivos sensiveis a estatica" na pagina 36.

— Sempre use uma pulseira de descarga eletrostatica ao remover ou instalar médulos de memodria.
Também podem ser usadas luvas de descarga eletrostatica.

— Nunca mantenha dois ou mais médulos de memodria juntos de modo que ndo possam se tocar. Nao
empilhe médulos de meméria diretamente na parte superior durante o armazenamento.

— Nunca toque nos contatos dourados do conector do modulo de memdéria nem permita que esses
contatos encostem na parte externa do compartimento do conector do médulo de meméria.

— Manuseie os médulos de memdria com cuidado: nunca dobre, gire nem solte um mddulo de meméria.

— Na&o use nenhuma ferramenta de metal (como jigs ou presilhas) para manipular os médulos de
memoria, porque os metais rigidos podem danificar os médulos de memodria.

— Nao insira os moédulos de memoria enquanto segura os pacotes ou 0s componentes passivos, o que
pode causar a quebra ou desconexao de componentes passivos pela forca de insercao alta.

Procedimento
Etapa 1. Desligue o servidor e desconecte todos os cabos de alimentagao.
Etapa 2. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa 3. Se o servidor for fornecido com um defletor de ar, remova-o. Consulte "Remover o defletor de ar"
na pagina 48.
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Etapa 4. Remova o médulo de memodrias do slot.

Figura 87. Remogdo do modulo de memdria

a. ©®Abraa presilha de retencao em cada extremidade do slot do médulo de meméria.

Atencao: Para evitar quebra dos clipes de retencao ou danos aos slots do médulo de
memoaria, manuseie os clipes com cuidado.

b. O Segure o médulo de memodria nas duas extremidades e levante com cuidado para fora do
slot.

Depois de concluir

1. Um slot de mdédulo de memoéria deve ser instalado com um mddulo ou um preenchimento de médulo de
memodria. Consulte "Instalar um médulo de memodria" na pagina 109.

2. Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as
instrugdes do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar um moédulo de memoria

Siga as instrucbes nesta sec¢ao para instalar um médulo de memoria.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

e Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
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manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

e (Certifique-se de adotar uma das configuragdes suportadas descritas em "Regras e ordem de instalacao
de mdédulos de memoria" na pagina 37.

e Modulos de memodria sdo sensiveis a descargas eletrostaticas e requerem manipulacao especial.
Consulte as diretrizes padrao em "Manipulando dispositivos sensiveis a estatica" na pagina 36:

Sempre use uma pulseira de descarga eletrostatica ao remover ou instalar médulos de meméria.
Também podem ser usadas luvas de descarga eletrostatica.

Nunca mantenha dois ou mais médulos de memodria juntos de modo que ndo possam se tocar. Nao
empilhe médulos de memdria diretamente na parte superior durante o armazenamento.

Nunca togue nos contatos dourados do conector do médulo de memdéria nem permita que esses
contatos encostem na parte externa do compartimento do conector do médulo de memoéria.

Manuseie os médulos de memdria com cuidado: nunca dobre, gire nem solte um médulo de meméria.

N&o use nenhuma ferramenta de metal (como jigs ou presilhas) para manipular os médulos de
memoria, porque os metais rigidos podem danificar os médulos de memodria.

N&o insira os médulos de memaria enquanto segura os pacotes ou 0s componentes passivos, o que
pode causar a quebra ou desconexdo de componentes passivos pela forca de insercao alta.

Procedimento
Etapa 1. Desligue o servidor e desconecte todos os cabos de alimentagao.

Etapa 2. Encoste a embalagem antiestatica que contém o médulo de memadria em qualquer superficie nao

pintada na parte externa do servidor. Em seguida, pegue o0 médulo de memoria do pacote e
coloque-o em uma superficie antiestatica.

Etapa 3. Localize o slot do médulo de memdria necessario na placa do processador.

110

Nota: Siga a sequéncia e as regras de instalagcdo em "Regras e ordem de instalagdo de modulos
de memodria" na pagina 37.
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Etapa 4. Instale o médulo de memodria no slot.

Figura 88. Instalagdo do mddulo de memdria

Atencao:

¢ Antes de instalar um mdédulo de memoaria no slot, verifique se as presilhas estdo na posicao
aberta e se o slot esta sem detritos.

Para evitar a quebra das presilhas de retencao ou danos aos slots do médulo de meméria, abra
e feche as presilhas com cuidado.

a. ©Abraa presilha de retencao em cada extremidade do slot do médulo de meméria.

b. @ Identifique a chave no médulo de memdria e, em seguida, alinhe a chave com o slot e
coloque cuidadosamente o médulo de memodria no slot com as duas maos.

c. © Pressione firmemente as duas extremidades do médulo de meméria diretamente no slot
até que as presilhas de retencao se encaixem na posicao travada.

Nota: Se houver uma fresta entre o médulo de memdria e os clipes de retencédo, 0 médulo de

memoaria ndo foi inserido corretamente. Nesse caso, abra as presilhas de retengao, remova o
modulo de memdria e insira-o novamente.

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.

Substituicao do compartimento M.2 e da unidade M.2

Use estas informacdes para remover e instalar uma gaiola M.2 e unidade M.2.

e "Remover um compartimento M.2" na pagina 112
e 'Instala um compartimento M.2" na pagina 113
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¢ "Remover uma unidade M.2" na pagina 114
¢ 'Instalar uma unidade M.2" na pagina 116

Remover um compartimento M.2

Siga as instru¢des nesta secdo para remover uma gaiola M.2.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
Etapa 2. Remova o cabo que passa pelos clipes do defletor de ar.

Etapa 3. Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.

Etapa 4. Remova os cabos que passam pelos clipes da gaiola M.2. Para obter mais detalhes, consulte
Capitulo 5 "Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

Etapa 5. Remova a gaiola M.2.

Figura 89. Remocéo da gaiola M.2

a. @ Solteo parafuso da gaiola M.2 e do chassi.

b. @ Deslizea gaiola na diregcdo mostrada para solta-la dos pinos no chassi e levante-a para
fora.

Depois de concluir
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Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugcdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instala um compartimento M.2

Siga as instrugdes nesta secdo para instalar uma gaiola M.2.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecdo seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacgao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a gaiola M.2 em qualquer superficie ndo pintada na
parte externa do servidor. Em seguida, remova a gaiola M.2 do pacote e coloque-a em uma
superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale a gaiola M.2.
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Figura 90. Instalagéo da gaiola M.2

a. O Deslizea gaiola na diregdo mostrada para alinha-la com os pinos do chassi.
b. O Aperte o parafuso e certifique-se de que a gaiola esteja presa no lugar.

Etapa 3. Conecte os cabos passados pelos clipes da gaiola M.2. Para obter mais detalhes, consulte
Capitulo 5 "Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

Etapa 4. Instale o defletor de ar. Consulte "Instalar o defletor de ar" na pagina 50.
Etapa 5. Instale a tampa superior. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

Conclua a substituicdo de pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de pecas" na pagina 171.

Remover uma unidade M.2

Use estas informacdes para remover a unidade M.2.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.
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¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
Etapa 2. Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.

Etapa 3. Remova os cabos que passam pelos clipes da gaiola M.2. Para obter mais detalhes, consulte
Capitulo 5 "Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

Etapa4. Remova a gaiola M.2. Consulte o "Remover um compartimento M.2" na pagina 112.
Etapa 5. Remova a unidade M.2 da placa-mae.

Figura 91. Remoc¢éo da unidade M.2 (tipo 22110)

Figura 92. Remoc¢éo da unidade M.2 (tipo 2280)

a. @ solteo parafuso que prende a unidade ao chassi.
b. @ Levante a unidade M.2 conforme mostra a ilustragcéo.

c. © Desengate a unidade M.2 da placa-méae.

Depois de concluir
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Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar uma unidade M.2

Use estas informacdes para instalar a unidade M.2.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a unidade M.2 em qualquer superficie ndo pintada
na parte externa do servidor. Em seguida, remova a unidade M.2 do pacote e coloque-a em uma
superficie antiestatica.

Etapa 2. Localize o slot da unidade M.2 na placa-mae.
Nota: O servidor oferece suporte a duas unidades M.2 idénticas. Instale primeiro a unidade M.2
no conector 0. Para obter mais detalhes, consulte "Conectores da Placa-mae" na pagina 14.
Etapa 3. Instale a unidade M.2 (tipo 22110) na placa-mae.

Figura 93. Instalacao da unidade M.2 (tipo 22110)

a. O Insira a unidade M.2 em um angulo de cerca de 45 graus no conector.
b. @ Pressione a unidade M.2 para baixo para alinhar o orificio do parafuso no suporte.
c. © Aperte o parafuso e certifique-se de que a unidade M.2 esteja preso no lugar.

Etapa 4. Instale a unidade M.2 (tipo 2280) na placa-mae.
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Figura 94. Instalagdo da unidade M.2 (tipo 2280)

a. @ Se o servidor tiver sido instalado anteriormente com unidades M.2 (tipo 22110), remova os
espacadores pré-instalados com uma chave de fenda de ponta chata.

(2] Realoque os espacgadores nos orificios do parafuso designados para o tipo 2280.

© Insira a unidade M.2 em um angulo de cerca de 45 graus no conector.

e o T

O Pressione a unidade M.2 para baixo para alinhar o orificio do parafuso no suporte.
e. O Aperte o parafuso e certifique-se de que a unidade M.2 esteja preso no lugar.

Etapa 5. Instale a gaiola M.2. Consulte o "Instala um compartimento M.2" na pagina 113.

Etapa 6. Conecte os cabos passados pelos clipes da gaiola M.2. Para obter mais detalhes, consulte
Capitulo 5 "Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

Etapa 7. Instale o defletor de ar. Consulte "Instalar o defletor de ar" na pagina 50.
Etapa 8. Instale a tampa superior. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.

Substituicao do médulo OCP

Use estas informacdes para remover e instalar o médulo OCP.

¢ "Remover o médulo OCP" na pagina 117
¢ "Instalar o médulo OCP" na pagina 118

Remover o médulo OCP

Use estas informacdes para remover o médulo OCP.

Sobre esta tarefa

Atencao:

e |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentagéo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.
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¢ Previna a exposicéo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Figura 95. Remog&o do modulo OCP

Etapa 1. O solte o parafuso que prende o médulo. Use uma chave de fenda, se necessario.

Etapa 2. ® Retire 0 médulo OCP pela al¢ca da esquerda, conforme mostrado.

Depois de concluir
1. Instale um novo mdédulo OCP. Consulte o "Instalar o médulo OCP" na pagina 118.

2. Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as
instrugdes do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o médulo OCP
Use estas informacdes para instalar o médulo OCP.
Sobre esta tarefa

Atencao:

e |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.
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¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém o médulo OCP em qualquer superficie ndo pintada
na parte externa do servidor. Em seguida, retire 0 médulo OCP do pacote e coloque-o em uma
superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale o médulo OCP.

Notas:

e Assegure-se de que o adaptador Ethernet esteja bem encaixado e que o parafuso de orelha
esteja bem apertado. Caso contrario, o médulo OCP néo obterd conexao completa e podera
nao funcionar.

¢ Se houver um moédulo OCP instalado, quando o sistema for desligado, mas ainda estiver
conectado a energia CA, os ventiladores 1 e 2 do sistema continuarao a girar a uma velocidade
muito menor. Este é o design do sistema para fornecer resfriamento adequado para 0 médulo
OCP.

Figura 96. Instalacdo do mddulo OCP

a © Empurre o médulo OCP pela alga na esquerda até que ele seja totalmente inserido no
conector na placa do processador.

b. O Aperte bem o parafuso de orelha para prender o adaptador. Use uma chave de fenda, se
necessario.
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Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.

Substituicao da placa de entrada de energia (PIB)

Use estas informacdes para remover e instalar a placa de entrada de energia (PIB).

e "Remover a placa de entrada de energia (PIB)" na pagina 120
e ‘Instalar a placa de entrada de energia (PIB)" na pagina 121

Remover a placa de entrada de energia (PIB)

Siga as instru¢des nesta secao para remover a placa de entrada de energia (PIB).

Sobre esta tarefa

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033

Atencao:
e |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

* Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa 2. Remova as unidades da fonte de alimentacdo hot-swap. Consulte o "Remover uma unidade da
fonte de alimentacao hot-swap" na pagina 102.

Etapa 3. Desconecte os cabos conectados a PIB. Para obter mais detalhes, consulte "Roteamento de
cabos da placa de entrada de energia (PIB)" na pagina 177.

Etapa 4. Remova a PIB.

120 Guia do Usuério do ThinkSystem HS350X V3



Figura 97. Remoc¢éo da PIB

a. @ Removao parafuso que prende a PIB ao compartimento da unidade da fonte de
alimentacao.

b. © Levante primeiro a PIB para solta-la dos pinos e, em seguida, retire-a do chassi.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar a placa de entrada de energia (PIB)

Siga as instru¢des nesta secéo para instalar a placa de entrada de energia (PIB).

Sobre esta tarefa

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033

Atencao:

¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecdo seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.
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¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a PIB em qualquer superficie ndo pintada na parte
externa do servidor. Em seguida, remova a PIB do pacote e coloque-a em uma superficie
antiestatica.

Etapa 2. Instale a PIB no compartimento da unidade da fonte de alimentacao.

Figura 98. Instalacdo da PIB

a.  © Alinhe o orificio do parafuso e os pinos espagadores, e instale a PIB na gaiola.
b. @ Aperte o parafuso para prendé-lo no lugar.

Etapa 3. Conecte os cabos de alimentagao e de sinal a placa-mae. Consulte "Roteamento de cabos da
placa de entrada de energia (PIB)" na pagina 177.

Etapa 4. Instale as unidades da fonte de alimentacdo. Consulte "Instalar uma unidade de fonte de
alimentacgéo hot-swap" na pagina 104.

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.
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Substituicao de um processador e de um dissipador de calor

Siga a instrugdo nesta se¢éo para substituir um conjunto de processador e dissipador de calor, conhecido
como modulo de processador e dissipador de calor (PHM), um processador ou um dissipador de calor.

Atencao: Antes de comecar a substituir um processador, certifique-se de ter um pano de limpeza
embebido em éalcool e graxa térmica.

Importante: O processador do servidor podera ser regulado em resposta a condi¢cdes térmicas, diminuindo
temporariamente a velocidade para reduzir a saida de calor. Em instancias onde alguns nucleos de
processador estiverem regulados para um periodo extremamente curto (100 ms ou menos), a Unica
indicacao pode ser uma entrada no log de eventos do sistema operacional com nenhuma entrada
correspondente no log de eventos do sistema BMC. Se ocorrer essa situacao, o evento pode ser ignorado, e
a substituicao do processador nao é necessaria.

¢ "Remover um processador e um dissipador de calor" na pagina 123
e "Separar o processador da portadora e do dissipador de calor" na pagina 126
e ‘Instalar um processador e um dissipador de calor" na pagina 128

Remover um processador e um dissipador de calor

Essa tarefa tem instrugdes para remover um conjunto de processador e dissipador de calor, conhecido
como modulo de processador e dissipador de calor (PHM). Essa tarefa requer um driver Torx T30. Este
procedimento deve ser executado por um técnico treinado.

Sobre esta tarefa

S002

v

CUIDADO:

O botao de controle de energia no dispositivo e o botao liga/desliga na fonte de alimentagcao nao
desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um cabo
de alimentacao. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todos os
cabos de energia estao desconectados da fonte de alimentacao.

Atencao:

¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

e Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

e Se o servidor estiver instalado em um rack, deslize o servidor para fora dos trilhos deslizantes do rack
para acessar a tampa superior ou remover o servidor do rack. Consulte "Remover o servidor do rack" na
pagina 41.
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e (Cada soquete do processador deve sempre conter uma tampa ou um PHM. Ao remover ou instalar um
PHM, proteja os soquetes do processador vazios com uma capa.

¢ Nao toque no soquete do processador nem nos contatos. Os contatos do soquete do processador sdo
muito frageis e podem ser danificados com facilidade. Contaminadores nos contatos do processador,
como 6leo da sua pele, podem causar falhas de conexao.

¢ Na&o permita que a graxa térmica no processador e no dissipador de calor entre em contato com qualquer
coisa. O contato com qualquer superficie pode comprometer a graxa térmica, tornando-a ineficaz. A
graxa térmica pode danificar componentes, como os conectores elétricos no soquete do processador.

¢ Remova e instale apenas um PHM por vez. Se a placa do processador oferecer suporte a diversos
processadores, instale os PHMs comegando com o primeiro soquete do processador.

Nota: O dissipador de calor, o processador e a portadora do processador do sistema podem ser diferentes
dos mostrados nas ilustragdes.

A ilustracdo a seguir mostra os componentes do PHM.

Figura 99. Componentes do PHM

Hl Dissipador de calor Kl Presilhas para proteger o processador na portadora
H Marca triangular do dissipador de calor 1 Marca triangular da portadora

H Presilha anti-inclinacéo Il Alga ejetora do processador

A Retentor de portas e presilhas ¥ Difusor de calor do processador
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H Porca Torx T30 Graxa térmica

A Etiqueta de identificagdo do processador Contatos do processador
Portadora do processador FH Marca triangular do processador

H Presilhas para prender a portadora no dissipador de
calor

Procedimento

Etapa 1. Faca as preparagdes para essa tarefa.
a. Remova a tampa superior. Consulte 0 "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
b. Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.

c. Remova o compartimento do ventilador. Consulte o "Remover um compartimento do
ventilador" na pagina 86.

Etapa 2. Remova o PHM da placa do processador.

Figura 100. Removendo um PHM

a. © Solte totalmente as porcas Torx T30 no PHM na sequéncia de remogdo mostrada na
etiqueta do dissipador de calor.

b. © Gireas presilhas anti-inclinagc&o para dentro.

c.  © Levante com cuidado o PHM do soquete do processador. Se o PHM nao puder ser
totalmente levantado do soquete, solte as porcas Torx T30 e tente levantar o PHM
novamente.

Notas:

¢ Nao toque os contatos na parte inferior do processador.

¢ Mantenha o soquete de processador distante de qualquer objeto para evitar possiveis
danos.

Depois de concluir
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e (Cada soquete do processador deve sempre conter uma tampa ou um PHM. Proteja os soquetes do
processador vazios com uma capa ou instale um novo PHM.

e Se vocé estiver removendo o PHM como parte de uma substituicdo da placa do processador, separe o
PHM.

e Se estiver reutilizando o processador ou o dissipador de calor, separe o processador de seu retentor.
Consulte o "Separar o processador da portadora e do dissipador de calor" na pagina 126.

e Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as
instrucdes do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Separar o processador da portadora e do dissipador de calor

Essa tarefa tem instrugdes para separar um processador e sua portadora de um processador e dissipador
de calor montados, conhecido como mddulo de processador e dissipador de calor (PHM). Este
procedimento deve ser executado por um técnico treinado.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacéo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

¢ Nao encoste nos contatos do processador. Contaminadores nos contatos do processador, como 6leo da
sua pele, podem causar falhas de conexao.

¢ N&o permita que a graxa térmica no processador e no dissipador de calor entre em contato com qualquer
coisa. O contato com qualquer superficie pode comprometer a graxa térmica, tornando-a ineficaz. A
graxa térmica pode danificar componentes, como os conectores elétricos no soquete do processador.

Nota: O dissipador de calor, o processador e a portadora do processador do sistema podem ser diferentes
dos mostrados nas ilustragdes.

Procedimento
Etapa 1. Separar o processador do dissipador de calor e da portadora.
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Figura 101. Separando o processador do dissipador de calor e da portadora

Nota: N&o encoste nos contatos do processador.
a. @ Levantea algca para liberar o processador da portadora.

b. @ Segure o processador pelas bordas. Em seguida, levante o processador do dissipador de
calor e da portadora.

c. © sem colocar o processador para baixo, limpe a graxa térmica da parte superior do
processador com um pano de limpeza embebido em alcool. Em seguida, coloque o
processador sobre uma superficie antiestatica com o lado dos contatos do processador para
cima.

Etapa 2. Separar a portadora do processador do dissipador de calor.

Figura 102. Separando a portadora do processador do dissipador de calor

Nota: A portadora do processador sera descartada e substituida por uma nova.
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a. O solteas presilhas de retenc&o do dissipador de calor.
O Levante a portadora do dissipador de calor.

c. © Limpe a graxa térmica na parte inferior do dissipador de calor com um pano de limpeza
embebido em alcool.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugcdes para devolver o componente defeituoso, embale a pega para evitar danos de
transporte. Reutilize a embalagem da nova pec¢a que chegou e siga todas as instru¢des de embalagem.

Instalar um processador e um dissipador de calor

Essa tarefa tem instrugcdes para instalar um conjunto de processador e dissipador de calor, conhecido como
maodulo de processador e dissipador de calor (PHM). Essa tarefa requer um driver Torx T30. Este
procedimento deve ser executado por um técnico treinado.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

e (Cada soquete do processador deve sempre conter uma tampa ou um PHM. Ao remover ou instalar um
PHM, proteja os soquetes do processador vazios com uma capa.

¢ Nao togue no soquete do processador nem nos contatos. Os contatos do soquete do processador sao
muito frageis e podem ser danificados com facilidade. Contaminadores nos contatos do processador,
como dleo da sua pele, podem causar falhas de conexao.

¢ N&o permita que a graxa térmica no processador e no dissipador de calor entre em contato com qualquer
coisa. O contato com qualquer superficie pode comprometer a graxa térmica, tornando-a ineficaz. A
graxa térmica pode danificar componentes, como os conectores elétricos no soquete do processador.

¢ Remova e instale apenas um PHM por vez. Se a placa do processador oferecer suporte a diversos
processadores, instale os PHMs comegando com o primeiro soquete do processador.

¢ Para assegurar o melhor desempenho, verifique a data de fabricagéo no novo dissipador de calor e
certifique-se de que nao ultrapasse 2 anos. Caso contrario, limpe a graxa térmica existente e aplique a
nova graxa para obter o desempenho térmico ideal.

Notas:

¢ QO dissipador de calor, o processador € a portadora do processador do sistema podem ser diferentes dos
mostrados nas ilustracgdes.

¢ Os PHMs sdo chaveados para o soquete onde podem ser instalados e para a orientagdo no soquete.

¢ Antes de instalar um novo PHM ou processador de substituicéo, atualize o firmware do sistema para o
nivel mais recente.

A ilustracdo a seguir mostra os componentes do PHM.
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Figura 103. Componentes do PHM

Dissipador de calor

Kl Presilhas para proteger o processador na portadora

H Marca triangular do dissipador de calor

Marca triangular da portadora

H Presilha anti-inclinagao

Alca ejetora do processador

I Retentor de portas e presilhas

Difusor de calor do processador

H Porca Torx T30

Graxa térmica

A Etiqueta de identificagcdo do processador

A Contatos do processador

Portadora do processador

Marca triangular do processador

H Presilhas para prender a portadora no dissipador de
calor

Procedimento

Etapa 1. Se estiver substituindo um processador e reutilizando o dissipador de calor.

a. Remova a etiqueta de identificacdo do processador do dissipador de calor e substitua-a pelo

nova etiqueta fornecida com o processador de substituicao.

b. Se houver graxa térmica antiga no dissipador de calor, limpe-a da parte inferior do dissipador

de calor com um pano de limpeza embebido em alcool.

Etapa 2. Se estiver substituindo um dissipador de calor e reutilizando o processador.
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a. Remova a etiqueta de identificacdo do processador do dissipador de calor antigo e coloque-a
no novo dissipador de calor, no mesmo local. A etiqueta esta na lateral do dissipador de
calor, mais perto da marca de alinhamento triangular.

Nota: Se ndo conseguir remover a etiqueta e coloca-la no novo dissipador de calor, ou se a
etiqueta for danificada durante a transferéncia, escreva o nimero de série do processador da
etiqueta de identificacdo do processador no novo dissipador de calor, no mesmo local em
que ela seria colocada, usando um marcador permanente.

b. Instale o processador na nova portadora.

Figura 104. Instalando uma portadora de processador

Nota: Os dissipadores de calor de substituicao sao fornecidos com portadores de
processador cinza e pretos. Certifique-se de usar a portadora com a mesma cor da
descartada anteriormente.

1. O Certifique-se de que a alca na portadora esteja na posicao fechada.

2. ® Alinhe o processador na nova portadora para que as marcas triangulares se alinhem.
Em seguida, insira a extremidade marcada do processador na portadora.

3. 0 Segure a extremidade inserida do processador no lugar. Em seguida, gire a
extremidade desmarcada da portadora para baixo e para fora do processador.

4. O Pressione o processador e prenda a extremidade desmarcada embaixo da presilha da
portadora.

5. © Gire cuidadosamente as laterais da portadora para baixo e para fora do processador.

6. O Pressione o processador e prenda as laterais embaixo das presilhas da portadora.
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Nota: Para evitar que o processador caia da portadora, mantenha o lado dos contatos
do processador para cima e segure o conjunto da portadora do processador pelas
laterais da portadora.

Etapa 3. Aplique graxa térmica.

a. Cologue cuidadosamente o processador € a portadora na bandeja de remessa com o lado
dos contatos para baixo. Certifique-se de que a marca triangular na portadora esteja alinhada
com a marca triangular na bandeja de remessa.

b. Se houver qualquer graxa térmica antiga no processador, limpe a parte superior do
processador com um pano de limpeza embebido em alcool.

Nota: Certifique-se de que o alcool tenha evaporado totalmente antes de aplicar nova graxa
térmica.

c. Aplique a graxa térmica na parte superior do processador com uma seringa formando quatro
pontos uniformemente espagados, enquanto cada ponto consiste de aproximadamente 0,1
ml de graxa térmica.

1/3 1/3 1/3
B
v g [
1/3 }ng’ﬁgﬂ
173 TEKH

0.1 ml

Figura 105. Aplicagcdo de graxa térmica com processador na bandeja de remessa

Etapa 4. Monte o processador e o dissipador de calor.
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Figura 106. Montando o PHM com o processador na bandeja de remessa

a. Alinhe a marca triangular na etiqueta do dissipador de calor com a marca triangular na
portadora e no processador.

b. Instale o dissipador de calor na portadora do processador.
c. Pressione a portadora no local até que as presilhas nos quatro cantos sejam encaixadas.

Etapa 5. Instale o médulo de processador e dissipador de calor na placa do processador.

Figura 107. Instalando um PHM

O Gire as presilhas anti-inclina¢do para dentro.

® Alinhe a marca triangular e as quatro porcas Torx T30 no PHM com a marca triangular e as
colunas rosqueadas do soquete do processador. Em seguida, insira 0 PHM no soquete do
processador.
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c. ©aireas presilhas de cabo anti-inclinacéo para fora até que se encaixem nos ganchos do
soquete.

d © Aperte totalmente as porcas Torx T30 na sequéncia de instalagdo exibida na etiqueta do
dissipador de calor. Aperte os parafusos até que eles parem; inspecione visualmente para
garantir que nao haja folga entre o ombro de parafuso abaixo do dissipador de calor € 0
soquete do processador. (Para referéncia, o torque necessario para que os prendedores
figuem totalmente presos é de 0,9 — 1,3 Newton-metro (8 — 12 polegada-libras.)

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.

Substituicao do mdédulo de energia flash RAID

O moddulo de energia flash RAID protege a memdria cache no adaptador RAID instalado. Vocé pode comprar
um modulo de energia flash RAID da Lenovo. Use estas informagdes para remover e instalar um modulo de
energia flash RAID.

Um cabo de expansao é fornecido para cada modulo de energia flash RAID para a conexdo. Conecte o cabo
do médulo de energia flash ao conector do mddulo de energia flash no adaptador RAID correspondente,
conforme mostrado.

Figura 108. Roteamento do cabo de alimentagdo do mddulo de energia flash

o O Conecte 0 médulo de energia flash RAID ao cabo de extensao.
o © Conecte o cabo de extensdo ao adaptador RAID.

e "Remover o médulo de energia flash RAID" na pagina 133
¢ "Instalar o médulo de energia flash RAID" na pagina 134

Remover o moédulo de energia flash RAID
Use estas informagdes para remover o médulo de energia flash RAID no defletor de ar.
Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.
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¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa 2. Desconecte o cabo do médulo de energia flash RAID. Para obter mais detalhes, consulte
"Roteamento de cabos de mddulo de energia flash RAID" na pagina 178.

Etapa 3. Remova o defletor de ar do chassi. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.
Etapa 4. Remova o médulo de energia flash RAID no defletor de ar.

Figura 109. Remocgédo do mddulo de energia flash RAID no defletor de ar

a. ©@Abraa presilha de retencao no suporte do médulo de energia flash RAID.

b. @ Tire o médulo de energia flash RAID para fora do suporte.

Depois de concluir

Se vocé receber instrucdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrucdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o médulo de energia flash RAID

Use estas informacdes para instalar o médulo de energia flash RAID no defletor de ar.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.
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Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém o médulo de energia flash RAID em qualquer
superficie ndo pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o médulo de energia
flash RAID do pacote e coloque-o em uma superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale o médulo de energia flash RAID no defletor de ar.

Figura 110. Instalacdo do mdédulo de energia flash RAID no defletor de ar

a. @ Incline o médulo de energia flash RAID e insira-o nos clipes do defletor de ar.

b. © Pressione o médulo de energia flash RAID para baixo para fixa-lo no defletora de ar.

Depois de concluir

1. Instale o defletor de ar no chassi. Consulte "Instalar o defletor de ar" na pagina 50.

2. Conecte o modulo de energia flash a um adaptador com o cabo de extensao fornecido com o modulo
de energia flash. Consulte o "Roteamento de cabos de mddulo de energia flash RAID" na pagina 178.

3. Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicdo de pecas" na pagina 171.

Substituicao do conjunto de unidade traseira

Use estas informacdes para remover e instalar o conjunto de unidade traseira.

e "Remover o conjunto de unidade traseira de 2,5 polegadas" na pagina 135
e 'Instalar o conjunto de unidade traseira de 2,5 polegadas" na pagina 139

Remover o conjunto de unidade traseira de 2,5 polegadas

Use estas informacdes para remover o conjunto de unidade traseira de 2,5".

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentagéo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.
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Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa 2. Remova as unidades instalada na gaiola de unidade traseira de 2,5 polegadas. Consulte o
"Remover uma unidade traseira hot-swap de 2,5 polegadas" na pagina 99.

Etapa 3. Desconecte os cabos da gaiola de unidade traseira de 2,5 polegadas da placa-mae ou do
adaptador PCle. Consulte Capitulo 5 "Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

Etapa 4. Remova a tampa da parede traseira.

Figura 111. Remoc¢éo da tampa da parede

a. O Solte os parafusos que prendem a tampa da parede traseira.
b. @ Removaa tampa da parede traseira.

Etapa 5. Remova a gaiola de unidade traseira.
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Figura 112. Remocgé&o da gaiola de unidade traseira

a. ©solteo parafuso que prende a gaiola de unidade traseira ao suporte da gaiola de unidade.

b. © Deslize a gaiola na diregdo mostrada para solta-la do suporte e levante-a para fora do
chassi.

Etapa 6. Remova o suporte da gaiola de unidade.
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Figura 113. Remog¢éo do suporte da gaiola de unidade

a. @ Solteo parafuso que prende o suporte da unidade traseira ao chassi.
b. © Deslize a gaiola na diregcdo mostrada para solta-la do chassi e levante-a para fora.

Etapa 7. Instale um preenchimento de 4 compartimentos na parede traseira depois de remover o conjunto
de unidade traseira.
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Figura 114. Instalando um preenchimento de 4 compartimentos

a. @insirao preenchimento de 4 compartimentos de dentro do servidor.
b. @ Aperte os parafusos e certifique-se de que eles estejam presos no lugar.

Etapa 8. Se o backplane traseiro for reutilizado, remova-o. Consulte "Remover o backplane da unidade
traseira de 2,5 polegadas" na pagina 54.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugcdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o conjunto de unidade traseira de 2,5 polegadas

Use estas informagdes para instalar conjunto de unidade traseira de 2,5 polegadas.

Sobre esta tarefa

Atencao:

e Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificagdo de inspegéo segurancga” na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.
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Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a gaiola de unidade traseira de 2,5" em qualquer
superficie ndo pintada na parte externa do servidor. E, em seguida, remova a gaiola de unidade
traseira de 2,5" do pacote e coloque-a em uma superficie antiestatica.

Etapa 2. Se a parede traseira tiver um preenchimento de 4 compartimentos instalado, remova-o primeiro.

Figura 115. Removendo um preenchimento de 4 compartimentos

a. O Solte os parafusos.

b. @ Puxeo preenchimento de 4 compartimentos na diregdo ilustrada acima e retire-o do
chassi.

Etapa 3. Instale o suporte da gaiola de unidade.
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Figura 116. Instalacdo do suporte da gaiola de unidade

a. O Alinhe os pinos-guia e um orificio de parafuso no suporte traseiro da gaiola de unidade e
no chassi, e deslize o suporte na diregdo mostrada para trava-lo no chassi.

b. @ Aperte o parafuso para fixa-lo ao chassi.

Etapa 4. Antes de instalar a gaiola de unidade traseira, instale primeiro o backplane traseiro. Consulte o
"Instalar o backplane da unidade traseira de 2,5 polegadas" na pagina 55.

Etapa 5. Instale a gaiola de unidade traseira.
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Figura 117. Instalagéo da gaiola de unidade traseira

a. O Alinhe os pinos-guia e um orificio de parafuso na gaiola de unidade e no suporte traseiro, e
deslize a gaiola na diregdo mostrada para trava-la no suporte.

b. @ Aperte o parafuso para fixa-lo ao suporte.

Etapa 6. Instale a tampa de parede traseira.

@ o

Figura 118. Instalac&o da tampa de parede traseira

a. O Alinhe os orificios do parafuso na tampa de parede traseira € na parede traseira do
servidor.

b. @ Aperte os parafusos para fixar a tampa na parede. Preste atencéo na direcdo em que os
parafusos sao colocados.

142  Guia do Usuério do ThinkSystem HS350X V3



Etapa 7. Conecte os cabos ao backplane.

Depois de concluir

1. Reinstale as unidades na gaiola de unidade traseira de 2,5 polegadas. Consulte o "Instalar uma unidade
traseira hot-swap de 2,5 polegadas" na pagina 101.

2. Conclua a substituicao de pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de pegas" na pagina 171.

Substituicao da placa riser e do adaptador PCle

Use estas informacdes para remover e instalar uma placa riser e um adaptador PCle.

¢ "Remover o conjunto de placa riser 1 (HBA/RAID)" na pagina 143
¢ "Instalar o conjunto de placa riser 1 (HBA/RAID)" na pagina 145

e "Remover o conjunto de placa riser 2" na pagina 148

e "Instalar o conjunto de placa riser 2" na pagina 150

Remover o conjunto de placa riser 1 (HBA/RAID)

Use estas informacdes para remover o conjunto de placariser 1.

Sobre esta tarefa

O conjunto de placa riser que vocé deseja remover pode ser diferente das ilustracdes a seguir, mas o

método de remocéo € igual.

Atencao:

¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

e Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
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Etapa 2. Remova o conjunto de placa riser 1.

Figura 119. Remocg¢éo do conjunto da placa riser

Etapa 3. Desconecte todos os cabos roteados ao HBA 9600-24i ou ao adaptador RAID 9670-24i. Para
obter mais informagdes, consulte "Roteamento de cabos do HBA 9600-24i" na pagina 176 e
"Roteamento de cabos do adaptador RAID 9670-24i" na pagina 176.

Etapa 4. Remova um adaptador PCle.

Figura 120. Remocgéo de HBA 9600-24i
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Figura 121. Remoc¢é&o do adaptador RAID 9670-24i

a. @ Removao parafuso que prende o adaptador ao suporte.
b. @ Removao adaptador PCle.

Etapa 5. Remova a placa riser do suporte.

Figura 122. Remocé&o da placa riser

a. ®Removao parafuso que prende a placa riser no suporte.

b. © Deslizea placa riser para a esquerda e remova-a do suporte.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrucdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o conjunto de placa riser 1 (HBA/RAID)

Use estas informacdes para instalar o conjunto de placa riser 1.
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Sobre esta tarefa

O conjunto de placa riser que vocé deseja instalar pode ser diferente das ilustracdes a seguir, mas o método
de instalacao é igual.

Atencao:
e Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacéo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a placa riser em qualquer superficie ndo pintada na
parte externa do servidor. Em seguida, remova a placa riser da embalagem e coloque-a em uma
superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale a placa riser e prenda-a no suporte.

Figura 1283. Instalagéo da placa riser

1. @ Alinhe os buracos de parafuso na placa riser com os correspondentes no suporte.

2. O nstale o parafuso para prender a placa riser no suporte.
Etapa 3. Instale um adaptador PCle.
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Figura 124. Instalacdo do HBA 9600-24i

Figura 125. Instalacdo do adaptador RAID 9670-24i

a.  © Alinhe o orificio do parafuso com o slot da placa riser e instale o adaptador no suporte.
b. @ Aperte o parafuso para prendé-lo no lugar.

Etapa 4. Conecte todos os cabos roteados ao HBA 9600-24i ou ao adaptador RAID 9670-24i. Para obter
mais informacoes, consulte "Roteamento de cabos do HBA 9600-24i" na pagina 176 e
"Roteamento de cabos do adaptador RAID 9670-24i" na pagina 176.

Etapa 5. Posicione o conjunto de placa riser no chassi. Alinhe o clipe de plastico e os dois pinos no suporte
com o pino-guia e os dois orificios do chassi. Em seguida, pressione com cuidado o conjunto de
placa riser para baixo no slot até que ele esteja completamente encaixado.
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Figura 126. Instalac&o do conjunto de placa riser

Etapa 6. Instale a tampa superior. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

Conclua a substituicdo de pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de pecas" na pagina 171.

Remover o conjunto de placa riser 2

Use estas informacgdes para remover o conjunto de placa riser 2.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
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Etapa 1. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.
Etapa 2. Remova o conjunto de placariser 2.

Figura 127. Remocéo do conjunto da placa riser

Etapa 3. Desconecte os cabos das placas riser 2 da placa-mae. Para obter mais detalhes, consulte
"Roteamento de cabos da placa riser 2" na pagina 180.

Etapa 4. Remova o adaptador PCle do conjunto de placa riser.

Figura 128. Remocgéao do adaptador PCle do conjunto de placa riser 2

a. @ Removao parafuso que prende o adaptador PCle.

b. @ Segure o adaptador PCle pelas bordas e retire-o com cuidado do slot do adaptador PCle
na placa riser.
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Nota: O procedimento para remover um adaptador PCle é semelhante para diferentes tipos de
conjunto de placariser.

Etapa 5. Remova a placariser 2.

Figura 129. Remocgé&o da placa riser

a. @ Removao parafuso que prende a placa riser no suporte.

b. © Deslize a placa riser para a esquerda e remova-a do suporte.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o conjunto de placa riser 2

Use estas informacdes para instalar o conjunto de placa riser 2.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

* Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém o adaptador PCle em qualquer superficie ndo
pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o adaptador PCle do pacote e coloque-
0 em uma superficie antiestatica.

Etapa 2. Localize o slot PCle correto do adaptador PCle. Para obter informacdes sobre os slots PCle e os
adaptadores PCle suportados, consulte "Vista traseira" na pagina 12.

Etapa 3. Instale uma placariser 2.
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Etapa 4.

Etapa 5.

Figura 130. Instalac&o da placa riser

1. @ Alinhe os buracos de parafuso na placa riser com os correspondentes no suporte.

2. @ |nstale o parafuso para prender a placa riser no suporte.
Instale o adaptador PCle e prenda-o no conjunto de placariser.

Figura 131. Instalacdo do adaptador PCle

a. @ Alinheo adaptador PCle com o slot PCle na placa riser. Em seguida, com cuidado,
pressione o adaptador PCle reto no slot até encaixa-lo com firmeza e prender o suporte.

b. @ Aperte o parafuso para prendé-lo no lugar.

Notas:

1. Ainstalagdo do adaptador PCle deve atender as regras em "Slots PCle e adaptadores" na
pagina 38.

2. O procedimento para instalar um adaptador PCle é semelhante para diferentes tipos de
conjunto de placa riser.

Conecte os cabos ao adaptador PCle no conjunto de placa riser. Consulte o "Roteamento de
cabos da placa riser 2" na pagina 180.

Notas:

¢ (O cabo de alimentacao da placa riser 2 passa pelo clipe no defletor de ar. Os cabos de sinal
passam sob o defletor de ar.
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¢ Conecte os cabos antes de instalar o defletor de ar. Para instalar um defletor de ar, consulte
"Instalar o defletor de ar" na pagina 50.

Etapa 6. Instale o conjunto de placa riser 2.

t;i
Vs

Figura 132. Instalac&o do conjunto de placa riser 2

<
¢

Etapa 7. Instale a tampa superior. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.

Substituicao da placa-mae (apenas para técnicos treinados)

Siga as instrucdes nesta secao para remover e instalar a placa-mae.

Importante: Essa tarefa deve ser realizada por técnicos treinados e certificados pelo Servico Lenovo. Nao
tente remové-lo ou instala-lo sem treinamento e qualificagdo adequados.

CUIDADO:
Partes mdéveis perigosas. Mantenha os dedos e outras partes do corpo a distancia.

CUIDADO:
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Os dissipadores de calor e os processadores podem estar muito quentes. Desligue o servidor e
aguarde alguns minutos para que ele esfrie antes de remover a tampa do servidor.

¢ "Remover a placa-mae" na pagina 153
e 'Instalar a placa-mae" na pagina 154

Remover a placa-mae

Siga as instru¢des nesta secdo para remover a placa-mae.

Sobre esta tarefa

Uma placa-mae fornece diferentes conectores ou slots para conectar diferentes componentes ou periféricos

do sistema para comunicacdo. Se a placa-méae falhar, ela devera ser substituida.

Atencao:

¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificagdo de inspe¢do seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Prepare o servidor.
a. Remova a tampa superior. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

b. Se o servidor for fornecido com um defletor de ar, remova-o primeiro. Consulte "Remover o
defletor de ar" na pagina 48.

c. Registre onde os cabos estdo conectados ao conjunto de placa-mae; depois, desconecte
todos eles.

Atencao: Desencaixe todas as travas, presilhas de cabo, guias de liberacdo ou bloqueios
nos conectores de cabo com antecedéncia. Nao libera-las antes de remover os cabos
danificara os conectores de cabo no conjunto de placa-mae. Qualquer dano nos conectores
do cabo pode requerer a substituicdo do conjunto de placa-mae.

d. Remova todos os componentes a seguir que estiverem instalados na placa-mée e coloque-os
em um local seguro e antiestatico.

e "Processador e dissipador de calor" na pagina 123
e "Moddulos de memdria" na pagina 107

¢ "Ventiladores do sistema" na pagina 86

e "Conjuntos de placariser" na pagina 143

e "Bateria do CMOS" na pagina 79

¢ "Moddulo OCP" na pagina 117
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¢ "Unidade M.2" na pagina 114

Etapa 2. Remova a placa-mae do chassi.

@

Figura 133. Remoc¢é&o da placa-mée

a. @ Use uma chave de fenda para soltar os parafusos nos dois émbolos.
b. @ Deslizea placa-mae em direcéo a parte frontal do servidor e retire-a do chassi.
Depois de concluir

Importante: Antes de devolver a placa-mae, certifique-se de que o soquete de processador esteja coberto.
Ha uma tampa externa do processador cobrindo o soquete do processador na nova placa-mae. Deslize a
tampa externa do processador para fora do soquete na nova placa-méae e instale a tampa externa no
soquete do processador na placa-méae removida.

Instalar a placa-mae

Siga as instrucdes nesta secdo para instalar a placa-mae.

Sobre esta tarefa

Uma placa-mae fornece diferentes conectores ou slots para conectar diferentes componentes ou periféricos
do sistema para comunicagéao. Se a placa-mae falhar, ela devera ser substituida.

Atencao:
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¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Toque a embalagem antiestatica que contém a placa-mae em qualquer superficie ndo pintada na
parte externa do servidor. Em seguida, remova a placa-méae do pacote e coloque-a em uma
superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale a placa-mae no servidor.

@

Figura 134. Instalacdo da placa-méae

a © Segure os émbolos ao mesmo tempo para abaixar a placa-mae no chassi. Em seguida,
deslize o conjunto de placa-mae em diregéo a parte traseira do servidor até que ela fique na
posicao correta.

b. @ Aperte os parafusos do émbolo.

c.  © Use uma chave de fenda para apertar os parafusos, se necessario.

Depois de concluir
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1. Instale todos os componentes que foram removidos do conjunto de placa-mae com defeito.

* "Processador e dissipador de calor" na pagina 123
e "Mddulos de memdria" na pagina 107

e "Ventiladores do sistema" na pagina 86

e "Conjuntos de placariser" na pagina 143

e "Bateria do CMOS" na pagina 79

e "Mddulo OCP" na pagina 117

¢ ‘"Unidade M.2" na pagina 116

2. Roteie corretamente e fixe os cabos no servidor. Consulte as informagdes detalhadas de roteamento de
cabos para cada componente em Capitulo 5 "Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

3. Instale a gaiola de unidade traseira se vocé a removeu. Consulte o "Instalar o conjunto de unidade
traseira de 2,5 polegadas" na pagina 139.

Instale o defletor de ar se vocé o removeu. Consulte "Instalar o defletor de ar" na pagina 50.
Instale a tampa superior. Consulte "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.
Empurre as fontes de alimentagao nos compartimentos até que elas se encaixem no lugar.

N o o s

Conecte os cabos de alimentagéo ao servidor e ligue o servidor.

Substituicao da tampa superior

Siga as instrucdes nesta secao para remover e instalar a tampa superior.

"Remover a tampa superior frontal" na pagina 156
"Instalar a tampa superior frontal" na pagina 158
"Remover a tampa superior traseira" na pagina 159
"Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161

Remover a tampa superior frontal

Siga as instrugdes nesta secao para remover a tampa superior frontal.

Sobre esta tarefa

S033

£2)

CUIDADO:
Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

So14

AVLN

1
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CUIDADO:
Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servico qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Se o servidor estiver instalado em um rack, remova o servidor do rack. Consulte "Remover o
servidor do rack" na pagina 41.

Etapa 2. Remova a tampa superior frontal.

Atencao: Manuseie a tampa superior cuidadosamente. Derrubar a tampa superior com a trava da
tampa aberta pode danificar as travas da tampa.

Figura 135. Remocéo da tampa superior

a. @ Use uma chave de fenda para remover os parafusos que prendem a tampa superior
frontal.

b. © Levantea tampa frontal para remové-la.

Depois de concluir

1. Substitua qualquer opgao conforme necessario ou instale uma nova tampa superior. Consulte o
"Instalar a tampa superior frontal" na pagina 158.
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2. Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as
instrugdes do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar a tampa superior frontal

Siga as instrucdes nesta se¢do para instalar a tampa superior frontal.

Sobre esta tarefa

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033

S014

VAV

CUIDADO:
Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servigo qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
e Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacéo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

A operacao do servidor sem a tampa superior pode danificar componentes do servidor. Para obter
resfriamento e fluxo de ar adequados, instale a tampa superior antes de ligar o servidor.

Nota: Uma nova tampa superior é fornecida sem uma etiqueta de servico anexada. Se vocé precisar de
uma etiqueta de servico, solicite-a junto com a nova tampa superior e anexe a etiqueta de servico a nova
tampa superior primeiro.

Procedimento
Etapa 1. Verifique o servidor e certifique-se de que:

¢ Todos os cabos, adaptadores e outros componentes estejam instalados e posicionados
corretamente e de que vocé nado tenha deixado ferramentas ou pecas soltas dentro do servidor.

158 Guia do Usuério do ThinkSystem HS350X V3



¢ Todos os cabos internos estejam conectados e roteados corretamente. Consulte o Capitulo 5
"Roteamento de cabos internos" na pagina 173.

Etapa 2. Instale a tampa superior no servidor.

Atencao: Manuseie a tampa superior cuidadosamente. Derrubar a tampa superior com a trava da
tampa aberta pode danificar as travas da tampa.

Figura 136. Instalacdo da tampa superior

a. © Abaixea tampa superior frontal no chassi até que os dois lados da tampa superior se
encaixem nas guias nos dois lados do chassi.

b. @ Use uma chave de fenda para instalar os parafusos e prender a tampa superior frontal.

Etapa 3. Instale o servidor nos racks. Consulte o "Instalar o servidor no rack" na pagina 44.

Depois de concluir

Depois de instalar a tampa superior, conclua a substituicdo das pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de
pecas" na pagina 171.

Remover a tampa superior traseira

Siga as instrucdes nesta secao para remover a tampa superior traseira.

Sobre esta tarefa

£2\

S033

CUIDADO:
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Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S014

VAV

CUIDADO:
Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servico qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
e |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Se o servidor estiver instalado em um rack, remova o servidor do rack. Consulte "Remover o
servidor do rack" na pagina 41.

Etapa 2. Remova atampa superior traseira.

Atencao: Manuseie a tampa superior cuidadosamente. Derrubar a tampa superior com a trava da
tampa aberta pode danificar as travas da tampa.
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Figura 137. Remocgé&o da tampa superior

a. @ Use uma chave de fenda para remover o parafuso que prende a tampa superior traseira.

@ Instale o parafuso no orificio do parafuso de backup ao lado para guarda-lo para uso
futuro.

c. © Pressione os botdes de liberagdo na tampa e puxe-a para tras.

Depois de concluir

1. Substitua qualquer opgédo conforme necessario ou instale uma nova tampa superior. Consulte "Instalar
a tampa superior traseira" na pagina 161.

2. Se vocé receber instrugdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as
instrucdes do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar a tampa superior traseira

Siga as instrucdes nesta secao para instalar a tampa superior traseira.

Sobre esta tarefa

CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S033

S014
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CUIDADO:
Voltagens, correntes e niveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de
servico qualificado esta autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Atencao:
e Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacédo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

A operacao do servidor sem a tampa superior pode danificar componentes do servidor. Para obter
resfriamento e fluxo de ar adequados, instale a tampa superior antes de ligar o servidor.

Nota: Uma nova tampa superior é fornecida sem uma etiqueta de servico anexada. Se vocé precisar de
uma etiqueta de servico, solicite-a junto com a nova tampa superior e anexe a etiqueta de servico a nova
tampa superior primeiro.

Procedimento
Etapa 1. Verifique o servidor e certifique-se de que:

¢ Todos os cabos, adaptadores e outros componentes estejam instalados e posicionados
corretamente e de que vocé nao tenha deixado ferramentas ou pecas soltas dentro do servidor.

e Todos os cabos internos estejam conectados e roteados corretamente. Consulte o Capitulo 5
"Roteamento de cabos internos" na pagina 173.
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Etapa 2. Instale a tampa superior no servidor.

Atencao: Manuseie a tampa superior cuidadosamente. Derrubar a tampa superior com a trava da
tampa aberta pode danificar as travas da tampa.

Figura 138. Instalacdo da tampa superior

a. O Abaixea tampa superior no chassi até que os dois lados da tampa superior se encaixem
nas guias nos dois lados do chassi. Em seguida, deslize a tampa superior para a frente do
chassi.

Nota: Antes de deslizar a tampa superior para a frente, certifique-se de que todas as guias na
tampa superior se encaixem corretamente no chassi.

b. @ Use uma chave de fenda para instalar o parafuso e prender a tampa superior.

Etapa 3. Instale o servidor nos racks. Consulte o "Instalar o servidor no rack" na pagina 44.

Depois de concluir

Depois de instalar a tampa superior, conclua a substituicdo das pegas. Consulte "Concluir a substituicdo de
pecas" na pagina 171.

Substituicao do TPM

Siga as instrucbes nesta secdo para remover € instala o TPM.

e "Remover o TPM" na pagina 163
e ‘Instalar o TPM" na pagina 164

Remover o TPM

Siga as instrucdes nesta secao para remover um TPM.

Sobre esta tarefa
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Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior traseira. Consulte "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa2. Remover o Médulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM), consulte "Remover o Médulo de
Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)" na pagina 83.

Etapa 3. Remova o TPM.

Figura 139. Removendo o TPM

a. @ Use uma chave de fenda cruzada para soltar o parafuso que bloqueia o TPM.
b. @ Desencaixe o conector TPM do DC-SCM.

Depois de concluir

Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o TPM

Siga as instrucdes nesta secdo para instalar a TPM.

Sobre esta tarefa
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Atencao:

¢ |eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e

manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a TPM em qualquer superficie ndo pintada na
parte externa do servidor. Em seguida, remova a TPM do pacote e coloque-a em uma superficie
antiestatica.

Etapa 2. Instale a TPM no DC-SCM.

Figura 140. Instalando a TPM

a. O Alinhe os orificios e conectores dos parafusos na parte traseira da TPM e do DC-SCM e
instale a TPM ao DC-SCM.

b. @ Aperte o parafuso com uma chave de fenda cruzada.

Etapa 3. Instale o DC-SCM, consulte "Instalar o Mddulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-SCM)" na
pagina 84.

Etapa 4. Instale a tampa superior. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.

Substituicao do cabo VGA

Siga as instrucdes nesta secao para remover ou instalar o cabo VGA.
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e "Remover o cabo VGA" na pagina 166
e ‘"Instalar o cabo VGA" na pagina 167

Remover o cabo VGA

Siga as instrugdes nesta secdo para remover o cabo VGA no DC-SCM.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ Leia "Diretrizes de instalacdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior traseira. Consulte o "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa2. Remova o DC-SCM. Consulte o "Remover o Médulo de Controle Seguro do Datacenter (DC-
SCM)" na pagina 83.

Etapa 3. Remova o cabo VGA.

Figura 141. Removendo o cabo VGA

a. @ Use uma chave de fenda de lamina plana (5 mm na largura da ponta) para soltar os
parafusos que travam o conector VGA.

b. @ Desencaixe o conector do suporte.

c.  ©® Puxe o outro conector do médulo.

Depois de concluir
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Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugcdes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar o cabo VGA

Siga as instrugdes nesta secdo para instalar o cabo VGA no DC-SCM.

Sobre esta tarefa

Atencao:

¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecdo seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacgao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicao a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalacao, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém o cabo VGA em qualquer superficie ndo pintada na
parte externa do servidor. Em seguida, retire o cabo VGA do pacote e coloque-o em uma
superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale o cabo VGA.

Figura 142. Instalando o cabo VGA

a. O Alinhe os dois orificios de parafuso e instale o conector no suporte.

® Conecte o outro conector ao médulo.

© Use uma chave de fenda de lamina plana (5 mm na largura da ponta) para apertar os
parafusos e verifique se estdo bem travados.

Notas:
1. O cabo deve passar pela presilha no suporte.
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2. Para obter mais detalhes sobre o roteamento de cabos, consulte "Roteamento de cabos
do VGA e do painel frontal" na pagina 182.

Etapa 3. Instale o DC-SCM no chassi. Consulte o "Instalar o Médulo de Controle Seguro do Datacenter
(DC-SCM)" na pagina 84.

Etapa 4. Instale a tampa superior traseira. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

Conclua a substituicao de pecgas. Consulte "Concluir a substituicao de pecas" na pagina 171.

Substituicao da chave VRoC

Siga as instrucdes nesta secdo para remover e instalar a chave VRoC.

¢ "Remover a chave VRoC" na pagina 168
¢ ‘'Instalar a chave VRoC" na pagina 169

Remover a chave VRoC

Siga as instrucdes nesta secao para remover a chave VRoC.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ | eia "Diretrizes de instalagdo" na pagina 33 e "Lista de verificacao de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

¢ Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentacao e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicdo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento
Etapa 1. Remova a tampa superior traseira. Consulte o "Remover a tampa superior traseira" na pagina 159.

Etapa 2. Remova o conjunto de placariser 1 e 2. Consulte "Remover o conjunto de placa riser 1 (HBA/
RAID)" na pagina 143 e "Remover o conjunto de placa riser 2" na pagina 148.

Etapa 3. Remova a placa defletora de ar. Consulte "Remover o defletor de ar" na pagina 48.

Etapa4. Remova a chave VRoC. Remova a chave com ambas as maos conforme ilustrado abaixo e
desconecte-a com cuidado.
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Figura 143. Remocéao da chave VRoC

Depois de concluir

Se vocé receber instrugcdes para retornar o componente ou o dispositivo opcional, siga todas as instrugcoes
do pacote e use os materiais do pacote para remessa que foram fornecidos.

Instalar a chave VRoC

Siga as instrucdes nesta segéo para instalar a chave VRoC.

Sobre esta tarefa

Atencao:
¢ |eia "Diretrizes de instalagao" na pagina 33 e "Lista de verificacdo de inspecao seguranca" na pagina 34
para garantir que esteja trabalhando de forma segura.

e Desligue o servidor e os dispositivos periféricos e desconecte os cabos de alimentagéo e todos os cabos
externos. Consulte "Desligar o servidor" na pagina 40.

¢ Previna a exposicéo a eletricidade estatica, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de
dados, mantendo componentes sensiveis em suas embalagens antiestaticas até a instalagéo, e
manipulando esses dispositivos com uma pulseira de descarga eletrostatica ou outros sistemas de
aterramento.

Procedimento

Etapa 1. Encoste a embalagem antiestatica que contém a chave VRoC em qualquer superficie ndo pintada
na parte externa do servidor. Em seguida, remova a chave VRoC do pacote e coloque-a em uma
superficie antiestatica.

Etapa 2. Instale a chave VRoC. Pressione a chave na placa-mae até que ela esteja presa com firmeza.
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Figura 144. Instalagédo da chave VRoC

Etapa 3. Instale o defletor de ar. Consulte "Instalar o defletor de ar" na pagina 50.

Etapa 4. Instale o conjunto de placariser 1 e 2. Consulte "Instalar o conjunto de placa riser 1 (HBA/RAID)"
na pagina 145 e "Instalar o conjunto de placa riser 2" na pagina 150.

Etapa 5. Instale a tampa superior traseira. Consulte o "Instalar a tampa superior traseira" na pagina 161.

Depois de concluir

1. Conclua a substituicdo de pecas. Consulte "Concluir a substituicdo de pegas" na pagina 171.

2. Ative o Intel® VRoC. Antes de configurar o RAID para unidades NVMe, siga estas etapas para ativar o

VRoC:

a. Reinicie o sistema. Antes de iniciar o sistema operacional, pressione a tecla especificada nas
instrucdes na tela para entrar no Setup Utility.

b. Va para Configuracao de soquete > Configuracao do 11O > Tecnologia Intel® VMD > Intel VMD
para dispositivo de gerenciamento de volume no soquete 0 > Configuracao VMD paralOU 1 e
ative a opcao Porta VMD A a D.

c. Salve as alteracdes e reinicialize o sistema.

3. A Intel® oferece varias configuragdes de VROC com diferentes niveis de RAID e suporte de SSD.
Consulte o seguinte para obter mais detalhes.

Configuragoes do Intel VROC
para SSDs PCle NVMe

Requisitos

Intel VROC StandardNota

Aceita os niveis de RAID 0, 1 e 10
Requer uma chave de ativagao

Intel VROC PremiumNeta

e Aceita os niveisde RAID O, 1,5e 10
e Requer uma chave de ativagéo

Nota: Intel VROC Standard e Premium listados acima na tabela sao ofertas de capacidade VRoC. A
capacidade real do VRoC depende do modelo entregue.
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Concluir a substituicao de pecas

Percorra a lista de verificagdo para concluir a substituicdo das pecas

Para concluir a substituicao de pecas, faca o seguinte:

1. Certifique-se de que todos os componentes tenham sido recolocados corretamente e que nenhuma
ferramenta ou parafusos soltos tenham sido deixados dentro do servidor.

2. Roteie corretamente e fixe os cabos no servidor.
3. Se vocé tiver removido a tampa superior, reinstale-a.
4. Reconecte os cabos externos e os cabos de alimentacao ao servidor.

Atencao: Para evitar danos aos componentes, conecte os cabos de alimentagao por ultimo.

Capitulo 4. Procedimentos de substituicdo de hardware
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Capitulo 5. Roteamento de cabos internos

Consulte esta secdo para fazer o roteamento de cabos para componentes especificos.

Notas: Siga estas diretrizes ao conectar cabos:

¢ Desligue o servidor antes de conectar ou desconectar os cabos internos.

e Consulte a documentacao que é fornecida com quaisquer dispositivos externos para obter instrugcoes de
cabeamento adicionais. Pode ser mais facil rotear os cabos antes de conectar os dispositivos ao servidor.

¢ |dentificadores de alguns cabos estdo impressos nos cabos fornecidos com o servidor e com os
dispositivos opcionais. Use esses identificadores para conectar os cabos aos conectores corretos.

¢ Verifique se o0 cabo nio esta pingado e nao cobre os conectores nem esta obstruindo nenhum
componente na placa-mae.

e Verifique se os cabos relevantes passam pelas presilhas de cabos.
Nota: Desconecte todas as travas, as guias de liberacdo ou os bloqueios nos conectores de cabo quando

vocé desconectar os cabos da placa-mae. Nao libera-las antes de remover os cabos danificara as portas do
cabo na placa-mae. Qualquer dano nas portas do cabo pode requerer a substituicdo da placa-mae.

Desconecte os cabos pressionando as travas de liberacao

// ) /"“/ y/”

Desconecte os cabos pressionando as travas de liberacao

Para os cabos roteados através dos clipes da gaiola M.2, siga a prioridade de roteamento sugerida listada
na tabela abaixo.
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Tabela 17. Prioridade de roteamento recomendada para diferentes tipos de cabos

Prioridade de roteamento Secao de roteamento de cabos

1. Cabo de sinal do backplane traseiro Cabo H em "Roteamento de cabos do backplane da unidade traseira" na
pagina 179

2. Cabo de alimentagéo do backplane Cabo H em "Roteamento de cabos do backplane da unidade traseira" na

traseiro pagina 179

3. Cabo de sinal da PIB Cabo H em "Roteamento de cabos da placa de entrada de energia (PIB)"

na pagina 177

4. Cabo de alimentagéo 0 da PIB Cabo Hl em "Roteamento de cabos da placa de entrada de energia (PIB)"
na pagina 177

5. Cabo de alimentagéo 1 da PIB Cabo H em "Roteamento de cabos da placa de entrada de energia (PIB)"
na pagina 177

6. Cabo de alimentag&o do backplane Cabo Hl em "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na
frontal 1 pagina 174

7. Cabo de alimentagéo do backplane Cabo H em "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na
frontal 2 pagina 174

8. Cabo de alimentacéo do backplane Cabo H em "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na
frontal 3 pagina 174

9. Cabos de sinal do backplane frontal Cabo HH H em "Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal"
1-3Nota na pagina 175

Nota: Nenhum pedido especifico para os cabos de sinal do backplane frontal roteados através dos clipes
da gaiola M.2.

¢ "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na pagina 174

¢ "Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175

e "Roteamento de cabos da placa de entrada de energia (PIB)" na pagina 177
¢ "Roteamento de cabos de modulo de energia flash RAID" na pagina 178

¢ "Roteamento de cabos do backplane da unidade traseira" na pagina 179

e "Roteamento de cabos da placariser 2" na pagina 180

¢ "Roteamento de cabos dos ventiladores do sistema" na pagina 181

¢ "Roteamento de cabos do VGA e do painel frontal" na pagina 182

Roteamento de cabos de energia do backplane frontal

Use esta secdo para entender o roteamento de cabos de energia dos backplanes de unidade frontal.

¢ Os backplanes compativeis com o servidor requerem conexao de energia. Esta secdo destaca a conexao
de energia da conexao de sinal para melhorar a compreensdo. Para conexao de sinal do backplane,
consulte "Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal" na pagina 175.

e Para saber os locais dos conectores de sinal do backplane e da placa-mae, consulte "Conectores da
Placa-mae" na pagina 14 para obter detalhes.
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Figura 145. Conexao de cabo de alimentagdo do backplane
De Para

Conector de energia e conector lateral no backplane
frontal 1

Conector de energia do backplane frontal 1

H Conector de energia e conector lateral no backplane
frontal 2

H Conector de energia do backplane frontal 2

H Conector de energia e conector lateral no backplane
frontal 3

H Conector de energia do backplane frontal 3

Roteamento de cabos de sinais do backplane frontal

Nesta secdo, vocé pode encontrar o roteamento dos cabos dos sinais do backplane frontal.

¢ (Cada backplane compativel com o servidor oferece varias conexdes de sinal. Esta secao destaca a
conexao de sinal da conexao de energia para melhorar a compreensdo. Para a conexao de alimentacao
do backplane, consulte "Roteamento de cabos de energia do backplane frontal" na pagina 174.

e Para saber os locais dos conectores de sinal do backplane e da placa-méae, consulte "Conectores da

Placa-mée" na pagina 14 para obter detalhes.

¢ "Roteamento de cabos do HBA 9600-24i" na pagina 176
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¢ "Roteamento de cabos do adaptador RAID 9670-24i" na pagina 176

Roteamento de cabos do HBA 9600-24i

Esta secao oferece o roteamento de cabos entre os backplanes da unidade frontal com HBA Broadcom
9600-24i SATA/SAS.

4
—rs
1

i i

Figura 146. Roteamento de cabos para backplanes frontais e um HBA

De Para

Conectores Slimline 0 e 1 no backplane frontal 1 HBA CO
H Conectores Slimline 0 e 1 no backplane frontal 2 H HBA C1
H Conectores Slimline 0 e 1 no backplane frontal 3 H HBA C2

Roteamento de cabos do adaptador RAID 9670-24i

Esta secao oferece o roteamento de cabos entre os backplanes da unidade frontal com Broadcom 9670-24i
05-50123-00 Tri RAID.
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Figura 147. Roteamento de cabos para backplanes frontais e um HBA

De Para

Conectores Slimline 0 e 1 no backplane frontal 1 RAID CO
H Conectores Slimline 0 e 1 no backplane frontal 2 H RAID C1
H Conectores Slimline 0 e 1 no backplane frontal 3 H RAID C2

Roteamento de cabos da placa de entrada de energia (PIB)

Use a secao para entender o roteamento de cabos de sina e de energia da placa de entrada de energia (PIB).

Para saber os locais dos conectores de energia e de sinal da PIB na placa-méae, consulte "Conectores da

Placa-mée" na pagina 14 para obter detalhes.
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Figura 148. Roteamento de cabos da placa de entrada de energia (PIB)

De Para

Energia da PSU 0 Conector de energiada PIBO
H Energia da PSU 1 H Conector de energia da PIB 1
H Sinal da PSU H Conector de sinal da PIB

Roteamento de cabos de médulo de energia flash RAID

Use a secao para entender o roteamento de cabos dos médulos de energia flash RAID.

Para saber a localizagdo do conector no médulo de energia flash RAID, consulte "Substituicdo do médulo de
energia flash RAID" na pagina 133 para obter detalhes.
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Figura 149. Roteamento de cabos de mddulo de energia flash RAID

De Para

I Mddulo de energia flash RAID H Porta de energia flash RAID nos adaptadores RAID

Roteamento de cabos do backplane da unidade traseira

Use esta segéo para entender o roteamento de cabos de sinal e de energia do backplane da unidade
traseira.

Para saber os locais dos conectores de energia do backplane e de sinal na placa-méae, consulte "Conectores
da Placa-mae" na pagina 14 para obter detalhes.
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Figura 150. Roteamento de cabos do backplane da unidade traseira

De Para

Conector de energia no backplane da unidade traseira Conector de energia do backplane traseiro

H Conector de sinal no backplane da unidade traseira H MCIO 1 para SSD NVMe

Roteamento de cabos da placa riser 2

Use esta secéo para entender o roteamento de cabos de sinal e de energia da placa riser 2.

Para saber os locais dos conectores de sinal e de energia da placa riser 2 na placa-mée, consulte
"Conectores da Placa-mae" na pagina 14 para obter detalhes.

180 Guia do Usuério do ThinkSystem HS350X V3



VA I M 1

i

Figura 151. Roteamento de cabos da placa riser 2

De

Para

Conector MCIO 0 e 1 na placa riser 2

MCIO 2 para placa riser 2

MCIO 3 para placa riser 2

H Conector de energia na placa riser 2

H Conector de energia da placa riser 2

Roteamento de cabos dos ventiladores do sistema

Use a secéo para entender o roteamento de cabos dos ventiladores do sistema.

Para saber os locais do conector de energia do ventilador do sistema na placa-méae, consulte "Conectores

da Placa-mae" na pédgina 14 para obter detalhes.
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Figura 152. Roteamento de cabos dos ventiladores do sistema

Para

De
Conectores 4 e 5 do ventilador

Conectores 4 e 5 do ventilador do sistema

Roteamento de cabos do VGA e do painel frontal
Use esta secdo para entender o roteamento de cabos do VGA e do painel frontal.

Para saber os locais do conector do painel frontal na placa-mae, consulte "Conectores da Placa-mae" na

pagina 14 para obter detalhes.
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Figura 153. Roteamento de cabos do VGA e do painel frontal

De Para
Porta VGA na parte traseira do servidor K Conector VGA no DC-SCM
Hl Painel frontal H Conector do painel frontal
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Apéndice A. Avisos

E possivel que a Lenovo nio ofereca os produtos, servigos ou recursos discutidos nesta publicacdo em
todos os paises. Consulte um representante Lenovo local para obter informacdes sobre os produtos e
servigos disponiveis atualmente em sua area.

Qualquer referéncia a produtos, programas ou servigos Lenovo nao significa que apenas produtos,
programas ou servicos Lenovo possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou servigco
funcionalmente equivalente, que néo infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da Lenovo, podera
ser utilizado em substituicdo a esse produto, programa ou servigo. Entretanto, a avaliagcéo e verificagdo da
operacao de qualquer outro produto, programa ou servigo séo de responsabilidade do Cliente.

A Lenovo pode ter patentes ou solicitagdes de patentes pendentes relativas a assuntos descritos nesta
publicacao. O fornecimento desta publicacdo ndo € uma oferta e ndo fornece uma licenga em nenhuma
patente ou solicitagdes de patente. Pedidos devem ser enviados, por escrito, para:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

A LENOVO FORNECE ESTA PUBLICAGCAO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE
NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NAO SE LIMITANDO, AS
GARANTIAS IMPLICITAS DE NAO INFRACAO, COMERCIALIZACAO OU ADEQUACAO A UM
DETERMINADO PROPOSITO. Alguns paises ndo permitem a exclusdo de garantias expressas ou implicitas
em certas transacdes; portanto, essa disposi¢cédo pode nao se aplicar ao Cliente.

Essas informagcdes podem conter imprecisdes técnicas ou erros tipograficos. Sao feitas alteracdes
periodicas nas informagdes aqui contidas; tais alteragdes serdo incorporadas em futuras edicdes desta
publicacdo. A Lenovo pode fazer aperfeicoamentos e/ou alteragdes nos produtos ou programas descritos
nesta publicacdo a qualquer momento sem aviso prévio.

Os produtos descritos nesta publicagdo ndo sao destinados para uso em implantagcdes ou em outras
aplicagoes de suporte a vida, nas quais o0 mau funcionamento pode resultar em ferimentos ou morte. As
informacdes contidas nesta publicagao nao afetam nem alteram as especificacdes ou garantias do produto
Lenovo. Nada nesta publicagdo devera atuar como uma licenga expressa ou implicita nem como
indenizagdo em relacdo aos direitos de propriedade intelectual da Lenovo ou de terceiros. Todas as
informacobes contidas nesta publicagédo foram obtidas em ambientes especificos e representam apenas uma
ilustracao. O resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar.

A Lenovo pode utilizar ou distribuir as informacdes fornecidas, da forma que julgar apropriada, sem incorrer
em qualquer obrigacado para com o Cliente.

Referéncias nesta publicagcao a Web sites que ndo sao da Lenovo sao fornecidas apenas por conveniéncia e
nao representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites
nao fazem parte dos materiais desse produto Lenovo e a utilizacao desses Web sites é de inteira
responsabilidade do Cliente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto,
o resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar significativamente. Algumas medidas
podem ter sido tomadas em sistemas em nivel de desenvolvimento e nao ha garantia de que estas medidas
serdo as mesmas em sistemas disponiveis em geral. Além disso, algumas medidas podem ter sido
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estimadas através de extrapolacao. Os resultados atuais podem variar. Os usuarios deste documento
devem verificar os dados aplicaveis para seu ambiente especifico.

Marcas Registradas
LENOVO e THINKSYSTEM sé&o marcas registradas da Lenovo.

Todas as outras marcas registradas sao de propriedade de seus respectivos donos.

Notas Importantes

A velocidade do processador indica a velocidade do relégio interno do processador; outros fatores também
afetam o desempenho do aplicativo.

A velocidade da unidade de CD ou DVD lista a taxa de leitura variavel. As velocidades reais variam e
frequentemente sdo menores que a velocidade maxima possivel.

Ao consultar o armazenamento do processador, armazenamento real e virtual, ou o volume do canal, KB
significa 1.024 bytes, MB significa 1.048.576 bytes e GB significa 1.073.741.824 bytes.

Ao consultar a capacidade da unidade de disco rigido ou o volume de comunicacdes, MB significa
1.000.000 bytes e GB significa 1.000.000.000 bytes. A capacidade total acessivel pelo usuario pode variar,
dependendo dos ambientes operacionais.

As capacidades maximas de unidades de disco rigido assumem a substituicdo de quaisquer unidades de
disco rigido padrao e a populagao de todos os compartimentos de unidades de disco rigido com as maiores
unidades com suporte disponibilizadas pela Lenovo.

A memdria maxima pode requerer substituicdo da memédria padrdo com um modulo de memdéria opcional.

Cada célula da memoria em estado solido tem um ndmero intrinseco, finito, de ciclos de gravacao nos quais
essa célula pode incorrer. Portanto, um dispositivo em estado sélido possui um nimero maximo de ciclos
de gravacao ao qual ele pode ser submetido, expressado como total bytes written (TBW). Um dispositivo
que excedeu esse limite pode falhar ao responder a comandos gerados pelo sistema ou pode ser incapaz de
receber gravacao. A Lenovo néo é responsavel pela substituicdo de um dispositivo que excedeu seu nimero
maximo garantido de ciclos de programas/exclusbes, conforme documentado nas Especificacbes Oficiais
Publicadas do dispositivo.

A Lenovo nao representa ou garante produtos ndo Lenovo. O suporte (se disponivel) a produtos ndo Lenovo
é fornecido por terceiros, ndo pela Lenovo.

Alguns softwares podem ser diferentes de sua versao de varejo (se disponivel) e podem nao incluir manuais
do usudrio ou todos os recursos do programa.

Avisos de Emissao Eletronica

Ao conectar um monitor ao equipamento, vocé deve usar o cabo de monitor designado e quaisquer
dispositivos de supressao de interferéncia fornecidos com o monitor.

Avisos de emissdes eletronicas adicionais estao disponiveis em:

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp
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